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法申請案號:93 1 37 300
※申請日期：g夕» 3 •^IPC分類：歩

一、發明名稱：（中文/英文）

乙烯基系-胺基甲酸酯系共聚物及其製造方法

VINYL-URETHANE COPOLYMER AND THE METHOD OF
PRODUCING THE SAME

二、申請人：（共1人）

姓名或名稱：（中文/英文）

可尼西股份有限公司

KONISHI CO., LTD.
代表人：（中文/英文）（簽章）福島功/ FUKUSHIMA, 
住居所或營業所地址：（中文/英文）

日本國大阪府大阪市中央區道修町1 丁目6番10號

6-10, Dosyomachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
國籍：（中文/英文）日本國/ JAPAN

ISAO

OSAKA, JAPAN

三、發明人：（共3人）

姓名：（中文/英文）

1.折口俊樹 / ORIGUCHI, TOSHIKI
2.小川慎太郎 / OGAWA, SHINTARO
3.仲山宜孝 / NAKAYAMA, YOSHITAKA

籍：（中文/英文）

1.至3.日本國/ JAPAN
國
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四、聲明事項：
□ 主張專利法第二十二條第二項□第一款或□第二款規定之事實，其 

事實發生日期為：年 月曰。

口 申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

0有主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

1.日本國；2003年12月03日；特願2003-404029 （主張優先權）

□無主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

□ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號 順序註記】

□主張專利法第三十條生物材料 ：

□須寄存生物材料者：

國內生物材料 【格式請依：寄存機構、日期、號碼 順序註記】

國外生物材料 【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】

□ 不須寄存生物材料者：

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。
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九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明係關於具有乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系 

聚合物鏈部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物及其製造方 / 

法5更詳細而言，係關於可形成耐熱水性、耐水性、耐熱 ' 

性及耐候性優異之硬化物之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

（例如，丙烯酸系-胺基甲酸酯系共聚物或丙烯酸系-矽氧烷 

系-胺基甲酸酯系共聚物等）及其之製造方法。

【先前技術】 ·

近年來，基於環境問題，期求接著劑、密封材料及塗 

料等水性化。在此等水性接著劑、水性密封材料及水性塗 

料等之水性處理劑中，為了在其等之接著性之外，亦提高 

硬化物（例如皮膜等）之耐熱水性、耐水性、耐熱性、耐候 

性及透明性等各種特性，曾提出各種化合物，例如日本特 

開平11-263 905號公報、日本特開2001-40048號公報及日 

本特開2001-2911號公報等所揭示者。然而，迄今仍未得 . 

到能形成耐熱水性、耐水性、耐熱性、耐候性及透明性等 

全部特性均充分令人滿意之硬化物者。

【發明內容】

因此，本發明之目的係提供一種即使為水性，亦可形 

成具有優異耐熱水性、耐水性、耐熱性及耐候性之硬化物 

之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，以及有效率地製造該乙烯 

系-胺基甲酸酯系共聚物之方法。

本發明之其他目的，係再提供一種即使不使用有機溶
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劑，亦可以良好效率製造該乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之 

方法。

本發明人等為解決上述課題而專心檢討之結果，發現 

若利用特定之聚合方法，則特定之胺基甲酸酯系聚合物經 

由特定之連結部與乙烯系聚合物鏈部（丙烯酸系聚合物鏈 

部等）連結所得到之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，能以優 

異的效率獲得，並且若使用該乙烯系-胺基甲酸酯系共聚 

物5無論是否為水性5均可形成耐熱水性、耐水性、耐熱 

性及耐候性均優異之硬化物（皮膜等）。基於此種發現，而 

完成本發明。

亦即，本發明為一種乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，其 

具有乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，且該 

乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部係經由具有 

矽原子與氧原子鍵結之連結部來連結。

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物中，該胺基甲酸 

酯系聚合物鏈部較佳係具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之殘基；該乙烯系聚合物鏈部較佳係使用烯 

類不飽和單體（B）以及含有對於水解性含矽原子基具有反 

應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性 

之官能基之化合物（C）做為單體成分所得到之聚合物之殘 

基。又，連結部以矽氧烷系聚合物鏈部為較佳。上述矽氧 

烷系聚合物鏈部，亦可藉由具有水解性含矽原子基之胺基 

甲酸酯系聚合物（A）中之水解性含矽原子基，與含有對於水 

解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不 
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飽和鍵 之基具有反應性之官能基之化合物（C）中之對於水 

解性含矽原子基具有反應性之官能基，以及具有水解性含 

矽原子基之矽烷系化合物（D）所共同形成。

上述具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物

（A），宜使用含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲酸酯系 

聚合物（A1） °上述含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲 

酸酯系聚合物（A1），以含有親水性基且胺基甲酸酯系聚合 

物末端之異氤酸基至少部分經烷氧基矽烷基化所得到之末 

端經烷氧基矽烷基化且含親水性基之胺基甲酸酯系聚合物 

為較佳，其中以將不含親水性基且含有複數個異氯酸反應 

性基之化合物（Al -a）、含有親水性基及複數個異氣酸反應 

性基之化合物（Al -b） '多異 氟酸酯（poly iso cyanate）化合物 

（Al-c）以及含有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷化合物 

（A1 -d）反應所得到之含有親水性基且具有烷氧基矽烷基末 

端之胺基甲酸酯系聚合物為更佳。

又，上述具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D）， 

以使用含有烷氧基之矽烷系化合物為較佳。

再者，上述烯類不飽和單體（B）以包含丙烯酸系單體為 

較佳。

再者，上述含有對於水解性含矽原子基具有反應性之 

官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能 

基之化合物（C），以含有水解性含矽原子基及含烯類不飽和 

鍵之基之化合物，或者含有水解性含矽原子基及蔬基之化 

合物為較佳。
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又，本發明為具有乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系 

聚合物鏈部，且該乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合 

物鏈部經由具有矽原子與氧原 子鍵結之連結部來連結之乙 

烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方法，亦即一種乙烯系- 

胺基甲酸酯系共聚物之製造方法，其特徵為具備下列步驟 

(X)至(Y):

步驟(X)：係調製具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚合物(A)之水分散液或水溶液之步驟；

步驟(Y)：係在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系 

聚合物(A)之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單體(B) 

聚合，且在上述聚合反應之前、上述聚合反應當時及上述 

聚合反應之後之至少任一過程中，使用含有對於水解性含 

矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵 

之基具有反應性之官能基之化合物(C)，藉此調製乙烯系- 

胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

上述步驟(Y)為從下列步驟(Yl-a)、步驟(Yl-b)、步驟 

(Yl-c)及步驟(Yl-d)中選出之至少一種步驟。

步驟(Yl-a):在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚合物(A)之水分散液或水溶液中，進行烯類不飽和單體

(B)之聚合，同時進行使用含有對於水解性含矽原子基具有 

反應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應 

性之官能基之化合物(C)之反應，以調製乙烯系-胺基甲酸 

酯系共聚物之歩驟。

步驟(Yl-b):在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 
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系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單體（B） 

聚合後，再進行使用含有對於水解性含矽原子基具有反應 

性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之 

官能基之化合物（C）之反應，以調製乙烯系-胺基甲酸酯系 

共聚物之步驟。

步驟（Yl-c）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行利用含有對於水 

解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不 

飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物（C）之對於水解 

性含矽原子基具有反應性之官能基之反應後，再使烯類不 

飽和單體（B）聚合，同時進行利用上述化合物（C）之對於含 

烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之反應，以調製乙 

烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

步驟（Yl-d）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚■合物（A）之水分散液或水溶液中，進行利用含有對於水 

解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不 

飽和鍵之基具有反應性之官 能基之化合物（C）之對於水解 

性含矽原子基具有反應性之官能基之反應後，使烯類不飽 

和單體（B）聚合，同時進行利用上述化合物（C）之對於含烯 

類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之反應，並且與此等 

反應並行地，再次添加含有對於水解性含矽原子基具有反 

應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性 

之官能基之化合物（C）並進行反應，以調製乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物之步驟。
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又，上述步驟（Y）為從下列步驟（Υ2 - a）、步驟（Y2-b）及 

步驟（Y2-c）中選出至少一種之步驟。

步驟（Y2-a）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行具有水解性含矽 

原子基之矽烷系化合物（D）之水解或縮合後，再使烯類不飽 

和單體（B）聚合，並且在上述水解或縮合反應之前、上述水 

解或縮合反應之時、上述水解或縮合反應之後至上述聚合 

反應之前、上述聚合反應之時及上述聚合反應之後之至少 

任一過程中，使用含有對於水解性含矽原子基具有反應性 

之官能基且含有 對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官 

能基之化合物（C），以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之 

步驟。

步驟（Y2-b）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行具有水解性含矽 

原子基之矽烷系化合物（D）之水解或縮合，同時使烯類不飽 

和單體（B）聚合，並且在上述水解或縮合與聚合反應之前、 

上述水解或縮合與聚合反應之時、及上述水解或縮合與聚 

合反應之後之至少任一過程中，使用含有對於水解性含矽 

原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之 

基具有反應性之官能基之化合物（C），以調製乙烯系-胺基 

甲酸酯系共聚物之步驟。

步驟（Y2-c）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯 

系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單體（B） 

聚合後，進行具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D） 
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之水解或縮合，並且在上述聚合反應之前、上述聚合反應 

之時、上述聚合反應之後至上述水解或縮合反應之前、上 

述水解或縮合反應之時、及上述水解或縮合反應之後之至 

少任一過程中，使用含有對於水解性含矽原子基具有反應 

性之官能基且含有對於 含烯類不飽和 鍵之基具有反應性之 

官能基之化合物（C），以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

之步驟。

上述步驟（Y2-a）至（Y2-c）中使用之具有水解性含矽原 

子基之矽烷系化合物（D），以含有對於含烯類不飽和鍵之基 

具有反應性之官能基之矽烷矽化合物，與不含對於含烯類 

不飽和鍵之基具有反應性之官能基之矽烷系化合物之組合 

為較佳。

又，步驟（X）以下列步驟（XI）為較佳。

步驟（XI）:係藉由將以烯類不飽和單體（B）做為溶媒調 

製具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）之反 

應混合物分散或溶解在水中，調製具有水解性含矽原子基 

之胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液之步驟。

再者，上述步驟（X）及步驟（Y）等所使用之具有水解性 

含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）、烯類不飽和單體

（B） 、含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基且含 

有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物

（C） 及具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D）等，分別 

與上述相同。

【實施方式〕
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為實施發明之最佳形態

［乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物］

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物為具有乙烯系 

聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，並且乙烯系聚合 

物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由具有矽原子與氧原 

子鍵結（矽氧烷鍵，Si-Ο 鍵）之連結部（有時稱為「含Si-0 

鍵連結部」）連結而構成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。 

具體而言，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物可用例如 

下式（1）表示。

［上述式（1）中，X】為胺基甲酸酯系聚合物鏈部，χ2為 

乙烯系聚合物鏈部，χ3為含Si-Ο鍵連結部，W】為2價有 

機基，W2為2價有機基，疽為0或1，I?為0或1］。

上述式（1）中，疽為1時，意指胺基甲酸酯系聚合物鏈 

部X】與含Si-Ο鍵連結部X3經由2價有機基 W】而連結， 

另一方面，疽為0時，意指胺基甲酸酯系聚合物鏈部 X1 

與含Si-Ο鍵連結部χ3不經由2價有機基 W】而直接連結。 

又，疽為1時，意指乙烯系聚合物鏈部χ2與含Si-Ο鍵連 

結部X3經由2價有機基W2而連結，另一方面，疽為0時， 

意指乙烯系聚合物鏈部χ2與含Si-Ο鍵連結部X3不經由2 

價有機基 W2而直接連結。

因此，上述式（1）所示之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

具有「胺基甲酸酯系聚合物鏈部 X1與含Si-Ο 鍵連結部
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χ3，經由或不經由2價有機基 W】而連結，及乙烯系聚合 

物鏈部χ2與含Si-Ο鍵連結部χ3，經由或不經由2價有機 

基W2而連結」之構造。

2價有機基 W】只要能使胺基甲酸酯系聚合物鏈部X1 

與含Si-Ο鍵連結部χ3連結之2價有機基即可，並無特別 

限制，可從由有機系原子(碳原子、氮原子、氧原子或氫原 

子等)形成之2價有機基適宜地選擇。更具體而言，2價有 

機基 W】可為例如2價煙基(2價脂肪族煙基、2價脂環式 

煙基、2價芳香族煙基、或2種以上此等2價煙基所組合 

成之基)、残基、氧基(oxy)、醯亞胺基、硫代探基(C = S)、 

硫基(thiooxy)、或此等基2種以上連結成之基［例如

r -NH-C(=O)-NH-2 價煙基-」基、「-NH-C(=O)-S-2 價煙基 

-」基、及「-NH-C(=O)-NH-2價煙基-NH-2價煙基」基等］ 

等基。此等基亦可具有1種或2種以上之各種取代基(尤其 

煙基等非活性取代基)。再者，取代基可連結於2價煙基之 

碳原子，或醯亞胺基或「-NH-」部分之氮原子等上。

又，2價有機基 W2只要能使乙烯系聚合物鏈部χ2與 

含Si-Ο鍵連結部χ3連結之2價有機基即可，並無特別限 

制，可從由有機系原子(碳原子、氮原子、氧原子或氫原子 

等)所形成之2價有機基中適當地選擇。更具體而言，2價 

有機基 W2可為例如2價之煙基(2價之脂肪族煙基、2價 

之脂環旅煙基、2價之芳香族煙基、或此等2價之煙基2 

種以上組合之基)、饑基、氧基、醯亞胺基、硫代職基、硫 

基(thiooxy)、或此等基2種以上連結成之基［例如
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「-O-C(=O)-」基、「-NH-C(=O)-」基、「-2 價之煙基 

-O-C(-O)-J基、及「2價之煙基-NH-C( = O)-J基等]等。 

此等基亦可具有各種取代基(尤其煙基等非活性取代基)1 

種或2種以上。再者，取代基可鍵結於2價煙基之碳原子， 

或醯亞胺基或「-NH-」部分之氮原子等。

如上述，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物中，乙 

烯系 聚合物鏈部與胺基 甲酸酯系聚合物鏈部若經由含 

Si-Ο 鍵連結部連結，則可於乙烯系聚合物鏈部與含Si-0 

鍵連結部之間，或於胺基甲酸酯系聚合物鏈部與含Si-Ο鍵 

連結部之間，再以2價有機基介於其中。亦即，本發明之 

乙烯系■胺基甲酸酯系共聚物具有乙烯系聚合物鏈部及胺 

基甲酸酯系聚合物鏈部5且具有乙烯系聚合物鏈部與胺基 

甲酸酯系聚合物鏈部經由含Si・O鍵連結部連結而成之構 

造；再者，具有「胺基甲酸酯系聚合物鏈部與含Si-Ο鍵連 

結部經由或不經由2價有機基而連結，且乙烯系聚合物鏈 

部與含Si-Ο鍵連結部經由或不經由2價有機基連結」之構 

造。

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物中，含Si-Ο鍵 

連結部只要具有Si-Ο鍵即可，可為低分子量(或低分子類 

型)之含Si-Ο鍵連結部，或高分子量(或高分子類型)之含 

Si-Ο鍵連結部。具體而言，含Si-Ο鍵連結部可為例如骨 

架或主鏈為「-(Si-O)gi-Si-」(gi為1以上之整數)表示之含 

Si-Ο鍵連結部，或骨架或主鏈為「-(Si-O)g2-V- (O-Si)g3-」 

[V為2價有機基(限制條件為「-(Si-0)g4.Si・」(g4為1以上 
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之整數）表示之基除外）；g2為1以上之整數，g3為1以上 

之整數］表示之含Si-Ο鍵連結部等。當然，「Si」意指「矽 

原子」，「ο」意指「氧原子」。再者，含Si-Ο鍵連結部為 

高分子量（或高分子類型）之含Si-Ο鍵連結部時，該高分子 

量之含Si-Ο鍵連結部可使用矽氧烷系聚合物鏈部。另一方 

面，含Si-Ο鍵連結部為低分子量（低高分子類型）之含Si-0 

鍵連結部時，該低分子量之含Si-Ο鍵連結部可使用矽氧烷 

系片段（segment）。

再者，含Si-Ο鍵連結咅R （尤其高分子量之含Si・O鍵連 

結部）亦可具有網狀構造。又，含Si-Ο鍵連結部為高分子 

量之含Si-Ο鍵連結咅卩（矽氧烷系聚合物鏈部）時，可在一個 

矽氧烷系聚合物鏈部上連結複數個胺基甲酸酯系聚合物鏈 

部及/或複數個乙烯系聚合物鏈部。再者，相反地，亦可在 

複數個矽氧烷系聚合物鏈部上連結一個胺基甲酸酯系聚合 

物鏈部或一個乙烯系聚合物鏈部。再者，無需在全部矽氧 

烷系聚合物鏈部之各個上均連結一個以上胺基甲酸酯系聚 

合物鏈部及乙烯系聚合物鏈部。

因此，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物可為（1） 

聚合物鏈部為具有乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合 

物鏈部二個聚合物鏈部之乙烯系■胺基甲酸酯系共聚物（有 

時稱為「乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物」）；或（2）聚合 

物鏈部為具有乙烯系聚合物鏈部、矽氧烷系聚合物鏈部及 

胺基甲酸酯系聚合物鏈部三個聚合物鏈部之乙烯系-矽氧 

烷系·胺基甲酸酯系共聚物（有時稱為「乙烯系-胺基甲酸酯
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系三元共聚物」）。

依此種方式，本發明中根據含Si-Ο鍵連結部為低分子 

量之含Si-Ο鍵連結部或高分子量之含Si-Ο鍵連結部，分 

類為乙烯系·胺基甲酸酯系二元共聚物及乙烯系■胺基甲酸 

酯系三元共聚物，然而此種分類只是方便行事而已。亦即， 

乙烯系■胺基甲酸酯系二元共聚物與乙烯系-胺基甲酸酯系 

三元共聚物有時並無明確的區別，此種情況，可適切地歸 

類於任何一方，亦可同屬於此兩類。

上述乙烯系■胺基甲酸酯系共聚物中，胺基甲酸酯系聚 

合物鏈部只要具有胺基甲酸酯鍵結（尤其在主鏈或骨架具 

有胺基甲酸酯鍵結）之聚合物構成之聚合物鏈部即可5並無 

特別限制，然而以具有 水解性含矽原 子基之胺基甲酸酯系 

聚合物（A）之殘基為較佳。因此，胺基甲酸酯系聚合物鏈部 

亦可由例如具有水解性含矽原 子基之胺基甲 酸酯系聚合物 

（A）中之胺基甲酸酯系聚合物（例如該胺基甲酸酯系聚合物 

中之主鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部分）構成。

又，上述乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物中，乙烯系聚合 

物鏈部只要為藉由含有乙烯基之單體成分產生之聚合物構 

成之聚合物鏈部即可，並無特別限制，不過以使用烯類不 

飽和單體（B）及含有對於水解性含矽原子基具有反應性之 

官能基並且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官 

能基之化合物（C）做為單體成分所得到之聚合物（乙烯系聚 

合物）之殘基為較佳。因此，乙烯系聚合物鏈部基本上可由 

'烯類不飽和單體（B）產生之聚合物（乙烯系聚合物）（例如該
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乙烯系聚合物中主鏈或骨架之乙烯系聚合物部分）構成。

再者，上述乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物中具有矽氧烷 

系聚合物鏈部時，該矽氧烷系聚合物鏈部可藉由具有水解 

性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）中之水解性含矽 

原子基、含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基 

並且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之 

化合物（C）中之對水解性含矽原子基具有反應性之官能 

基、及具有水解性含矽原子基之矽烷化合物（D）形成。因 

此，矽烷系聚合物鏈部，基本上，以由具有水解性含矽原 

子基之矽烷化合物（D）之聚合物（矽氧烷系聚合物）（例如該 

矽氧烷系聚合物中之主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部分 ） 

構成為較佳。

再者，含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能 

基並且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基 

之化合物（C）中之對水解性含矽原子基具有反應性之官能 

基為水解性含矽原子基時，該含有對於水解性含矽原子基 

具有反應性之官能基並且含有對於含烯類不飽和鍵之基具 

有反應性之官能基之化合物（C）由於為具有水解性含矽原 

子基之矽烷化合物，因此可形成矽氧烷系聚合物鏈部。亦 

即，含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基並且 

含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合 

物（C），亦有利用做為具有水解性含矽原子基之矽烷化合物 

（D）之情況。因此，矽氧烷系聚合物鏈部有時由以含有對於 

水解性含矽原子基具有反應性之官能基並且含有對於含烯 
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類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物（C）做為構 

成單位之聚合物鏈部構成。

因此，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，在含 

Si-Ο 鍵連結部為具有只藉由矽原子（Si）及氧原子（O）形成 

之骨架或主鏈之矽氧烷系聚合物鏈部，胺基甲酸酯系聚合 

物鏈部為具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物

（A） 之殘基，並且乙烯系聚合物鏈部為使用烯類不飽和單體

（B） 及含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基並 

且含有 對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化 

合物（C）做為單體成分得到之聚合物之殘基之情況，可用下 

式（2）表示。

［式（2）中，

X"為具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）之 

殘基；

X2a為使用烯類不飽和單體（B）及含有對於水解性含矽原子 

基具有反應性之官能基並且含有對於含烯類不飽和鍵之基 

具有反應性之官能基之化合物（C）做為單體成分得到之聚 

合物之殘基；

疽爲1以上之整數；

W1 ' W2 ' u'及疽與上述者相同］。

再者，在上述式（2）中，矽氧烷系聚合物鏈部只以骨架 

或主鏈來表示。具體而言'式（2）中之「Si-O-（Si-O）u3-Si」 
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部位意指矽氧烷系聚合物鏈部之骨架或主鏈。此種矽氧烷 

系聚合物鏈部之骨架或主鏈之各矽原子，可與煙基（烷基 

等）、氫原子、舞.基、煙氧基（烷氧基等）或矽氧烷系聚合物 

鏈部等連結，又，胺基甲酸酯系聚合物鏈部或乙烯系聚合 

物鏈部亦可經由或不經由2價有機基而連結。再者，上述 

式（2）之矽氧烷系聚合物鏈部與其他矽氧烷系聚合物鏈部 

連結時，其他矽氧烷系聚合物鏈部之末端，亦可與胺基甲 

酸酯系聚合物鏈部或乙烯系聚合物鏈部經由或不經由2價 

有機基而連結，又，其他矽氧烷系聚合物鏈部之骨架或主 

鏈之各矽原子，可與上述矽氧烷系聚合物鏈部同樣地，與 

煙基（烷基等）、氫原子、無基、煙氧基（烷氧基等）或矽氧烷 

系聚合物鏈部等鍵結，又，胺基甲酸酯系聚合物鏈部或乙 

烯系聚合物鏈部亦可經由或不經由2價有機基而連結。

又，上述式（2）中u3只要為1以上之整數（正整數）即 

可，並無特別限制，可根據乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之 

目的而適當地選擇。

再者，上述式（2）中為具有水解性含矽原子基之胺 

基甲酸酯系聚合物（A）之殘基，該具有水解性含矽原子基之 

胺基甲酸酯系聚合物（A）之殘基，可用下式（2a）表示。又， 

X2a為使用烯類不飽和單體（B）及含有對於水解性含矽原子 

基具有反應性之官能基並且含有對於含烯類不飽和鍵之基 

具有反應性之官能基之化合物（C）做為單體成分得到之聚 

合物之殘基，該聚合物可用下式（2b）表示。
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［式（2a）及（2b）中，X】a、x2a、w】、w2、u】及l?與上述 

者相同］。

上述式（2a）之矽原子及式（2b）之矽原子在式（2a）及式 

（2b）中雖無明確表示，然而其係與煙基（烷基等）、氫原子、 

羟基或煙氧基（烷氧基等）等鍵結。此種矽原子可與三個基 

（包括氫原子）鍵結，此三個基可具有全部為同一種基、部 

分為同一種基或全部為不同基等任一種形態。再者，與（2a） 

及式（2b）中之矽原子鍵結之氧原子，為無基或煙氧基中之 

氧原子。依照此種方式，上述式（2a）表示之具有水解性含 

矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）或上述式（2b）表示之 

聚合物中之矽原子，與無基或煙氧基中之至少一個鍵結甚 

為重要。

（具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A））

具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）（有 

時亦稱為「胺基甲酸酯系聚合物（A）j ）只要在分子內（尤其 

主鏈之骨架）具有含胺基甲酸酯鍵之胺基甲酸酯系聚合物 

鏈部，且分子內至少含有一個水解性含矽原子基之聚合物 

即可，並無特別限制。此種胺基甲酸酯系农合物（A）中，將 

水解性含矽原子基導入胺基甲酸酯系聚合物之方法並無特 

別限制，可適當地利用先前公知之將水解性含矽原子基導 
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入不具水解性矽原子之胺基甲酸酯系聚合物之方法，或從 

該先前公知之方法推衍出之方法等。例如，使用具有水解 

性含矽原子基之單體做為構成胺基甲酸酯系聚合物之單體 

成分之方法，以及使具有各種官能基之上述胺基甲酸酯系 

聚合物，與含有對於上述胺基甲酸酯系聚合物中之官能基 

具有反應性之官能基及水解性含矽原子基之化合物反應之 

方法等。具體而言，前者之方法，為使用具有至少一個水 

解性含矽原子基且具有複數個舞基、異気酸基、胺基、環 

氧基或蔬基等異氤酸反應性基之化合物，以及具有水解性 

含矽原子基之多異気酸酯化合物做為單體之方法。又，後 

者之方法，為使具有無基、異氯酸基、胺基、環氧基或舞 

基等官能基之胺基甲酸酯系聚合物，與具有對於上述胺基 

甲酸酯系聚合物中之官能基具有反應性之官能基（如水解 

性含矽原子基、經基、異気酸基、胺基、環氧基或蔬基等） 

之水解性含矽原子基化合物（烷氧基矽烷系化合物等）反應 

之方法等。再者，此等上述具有對胺基甲酸酯系聚合物中 

之官能基具有反應性之官能基及水解性含矽原子基之化合 

物，可使用例如下列所示之含有異氯酸反應性基之烷氧矽 

烷系化合物（Al-d）等。

胺基甲酸酯系聚合物（A）可單獨使用，亦可2種以上組 

合使用。

胺基甲酸酯系聚合物（A）中，可適當地使用水解性矽烷 

基做為水解性含矽原子基。因此，可適當地使用具有水解 

性矽烷基之胺基甲酸酯系聚合物（水解性矽烷基化胺基甲
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酸酯系聚合物）做為胺基甲酸酯系聚合物（A）。

在步驟（X）中，為調製胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分 

散液或水溶液，該胺基甲酸酯系聚合物（A）對水具有分散性 

或溶解性甚為重要。因此，胺基甲酸酯系聚合物（A）具有能 

發揮分散性或溶解性之基甚為重要，此種基以親水性基（陰 

離子性基、陽離子性基或非離子性基等）為較佳。因此，可 

適當地使用分子內至少具有一個親水性基之水解性矽烷基 

化胺基甲酸酯系聚合物（含親水性基之水解性矽烷基化胺 

基甲酸酯系聚合物）做為胺基甲酸酯系聚合物（A）。

關於水解性矽烷基化胺基甲酸酯系聚合物之水解性矽 

烷基，以烷氧基矽烷基為特佳。此種烷氧基矽烷基中之烷 

氧基可適當地使用例如甲氧基、乙氧基、丙氧基、異丙氧 

基、丁氧基、異丁氧基、第二丁氧基或第三丁氧基等Ci一4 

烷氧基（碳數1至4之烷氧基）。其中以使用甲氧基、乙氧 

基或丙氧基為較佳（又以甲氧基或乙氧基為更佳）。當然亦 

可為碳數5以上之烷氧基。

此種烷氧基通常於一個矽原子上鍵結有1至3個（而以 

2或3個為較佳）烷基。再者，烷氧基可為單種，亦可將2 

種以上加以組合。亦即，一個矽原子上可鍵結同一種烷氧 

基5亦可鍵結2種以上不同烷氧基之組合。

因此，可適當地使用烷氧基矽烷基化胺基甲酸酯系聚 

合物做為水解性矽烷基化胺基甲酸酯系聚合物。其中以使 

用含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲酸酯系聚合物 

（A1）為較佳。
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上述含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲酸酯系聚 

合物(A 1)例如只要在分子內至少含有一個親水性基，並且 

分子內至少含有一個烷氧基矽烷基之胺基甲酸酯系聚合物 

即可，並無特別限制，尤其可適當地使用含有親水性基且 

胺基甲酸酯系聚合物末端之異氤酸基之至少一部份經烷氧 

基矽烷基化所得到之末端經烷氧基矽烷基化且含親水性基 

之胺基甲酸酯系聚合物。

更具體而言，含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲 

酸酯系聚合物(A1)可為例如將不含親水性基且含有複數個 

異氯酸反應性基之化合物(Al -a)、含有親水性基及複數個 

異氯酸反應性基之化合物(Al-b)、多異氤酸酯化合物(Al-c) 

以及含有異氟酸反應性基之烷氧基矽烷化合物(A 1 -d)反應 

所得到之含有親水性基且具烷氧基矽烷基末端之胺基甲酸· 

酯系聚合物。

(不含親水性基且含有複數個異氯酸反應性基之化合物

(Al -a))

不含親水性基且含有複數個異氟酸反應性基之化合物 

(Al-a)(有時亦稱為「異氤酸反應性化合物(Al-a) j )只要在 

分子內不具有陰離子性基、陽離子性基或非離子性基等親 

水性基，並且在分子內至少具有二個異気酸反應性基之化 

合物即可，並無特別限制。該異氟酸反應性基只要對異氧 

酸酯具有反應性之基即可，並無特別限制，而可為例如Μ 

基、第一級胺基(無取代胺基)、第二級胺基(單取代胺基) 

或蔬基等。再者，該異氯酸反應性基可為只有單獨一種' 
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亦可為2種以上之組合。本發明中該異氤酸反應性基以理 

基、第一級胺基及第二級胺基為較佳，尤其以舞基為特佳。 

因此，異氢酸反應性化合物(Al-a)可使用例如不含親水性 

基之多元醇化合物、不含親水性基之多元胺化合物或不含 

親水性基之多元硫醇化合物(其中以不含親水性基之多元 

醇化合物或不含親水性基之多元胺化合物為較佳)，尤其以 

使用不含親水性基之多元醇化合物(不含親水性基且含有 

複數個舞基之化合物)為特佳。異氢酸反應性化合物(Al-a) 

可單獨使用或2種以上組合使用。

做為異氯酸反應性化合物(Al-a)之不含親水性基之多 

元醇化合物(Al-a)(有時亦稱為「多元醇(Al-a) j )只要在分 

子內不具有陰離子性基、陽離子性基或非離子性基等親水 

性基，並且在分子內至少具有二個羟基之化合物即可5並 

無特別限制。多元醇(Al-a)可為例如多元醇、聚酬多元醇、 

聚酯多元醇「聚碳酸酯多元醇、聚烯煙多元醇、丙烯酸系 

聚合物多元醇或墓麻油等。

在多元醇(Al-a)中，多元醇包括例如乙二醇、二乙二 

醇、丙二醇、二丙二醇、三亞甲基二醇、1,4-四亞甲基二 

醇、1,3-四亞甲基二醇、2・甲基三亞甲基二醇、1,5- 

五亞甲基二醇、新戊二醇、1,6-六亞甲基二醇、3-甲基-1,5- 

五亞甲基二醇、2,4-二乙基-1,5-五亞甲基二醇、甘油、三 

舞甲基丙烷、三痙甲基乙烷、環己二醇類(1,4-環己二醇 

等)、雙酚類(雙酚A等)或糖醇類(木糖醇或山梨糖醇等)等。

聚酉迷多元醇5除包含例如聚乙二醇、聚丙二醇或聚四
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亞甲基二醇等聚烷二醇之外，亦包含環氧乙烷-環氧丙烷共 

聚物等以複數種環氧烷（環氧烷-其他環氧烷）做為單體成 

份之共聚物等。

聚酯多元醇，可使用例如多元醇與多元無酸之縮聚 

物，環狀酯（內酯）之開環聚合物，或多元醇、多元發酸及 

環狀酯3種成分所形成之反應物等。多元醇與多元後酸之 

縮聚物中，多元醇可使用上述例示之多元醇。另一方面， 

多元無酸可為例如丙二酸、馬來酸、琥珀酸、戊二酸、己 

二酸、辛二酸、壬二酸、癸二酸或十二烷二酸等脂肪族二 

竣酸；1,4-環己二後酸等脂環式二梭酸；對酰酸、異酰酸、 

鄰酰酸、2,6-荼二護酸、對苯二護酸或偏苯三甲酸 

（trimellitic acid）等芳香族二稜酸。又，環狀酯之開環聚合 

物中，環狀酯可為例如丙內酯、6・甲基- Q -戊內酯或£・ 

己內酯等。三種成分所生成之反應物中，多元醇、多元梭 

酸及環狀酯可使用上述例示者等。

聚碳酸酯多元醇可為例如多元醇與光氣之反應生成 

物，或環狀碳酸酯（伸烷基之碳酸酯）之開環聚合物等。具 

體而言5多元醇與光氣之反應生成物中，多元醇可使用上 

述例示之多元醇。又，在環狀碳酸酯之開環聚合物中，做 

為碳酸伸烷酯（alkylene carbonate）者可為例如碳酸伸乙 

酯、碳酸（三亞甲基）酯、碳酸（四亞甲基）酯或碳酸（六亞甲 

基）酯等。再者，聚碳酸酯多元醇只要分子內具有碳酸酯鍵 

結，且末端為理基之化合物即可，亦可為同時具有碳酸酯 

鍵結及酯鍵結。
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聚烯煙多元醇為以烯煙做為聚合物或共聚物之骨架 

（或主鏈）之成分（單體成分），並且於分子內（尤其於末端）至 

少具有2個無基之多元醇。上述烯煙可為末端具有碳一碳雙 

鍵之烯煙（例如乙烯或丙烯等q -烯煙等），又，亦可為末端 

以外部位具有碳-碳雙鍵之烯煙（例如異丁烯等），再者亦可 

為二烯類（例如丁二烯或異戊二烯等）。

丙烯酸系聚合物多元醇為以（甲基）丙烯酸酯做為聚合 

物或共聚物之骨架（或主鏈）之成分（單體成分），並且於分子 

內至少具有2個铿基之多元醇。（甲基）丙烯酸酯以使用（甲 

基）丙烯酸烷酯［例如，（甲基）丙烯酸甲酯、（甲基）丙烯酸乙 

酯、（甲基）丙烯酸丙酯、（甲基）丙烯酸丁酯、（甲基）丙烯酸 

己酯、（甲基）丙烯酸辛酯、（甲基）丙烯酸2-乙基己酯、（甲 

基）丙烯酸癸酯、（甲基）丙烯酸十二烷酯及（甲基）丙烯酸十 

八烷酯等（甲基）丙烯酸C1一20烷酯等］為較佳。

再者，聚烯煙多元醇及丙烯酸系聚合物多元醇中，做 

為烯煙或（甲基）丙烯酸酯之共聚合成分（具有共聚合性之 

單體成分）者係在分子內導入铿基之a , β -不飽和化合物 

［例如，（甲基）丙烯酸2・羟基乙酯或（甲基）丙烯酸3・羟基丙 

酯等（甲基）丙烯酸霽基烷酯等］。

多元醇（Al-a）可適當地使用聚酰多元醇、聚酯多元醇 

或聚碳酸酯多元醇。

再者，做為異氯酸反應性化合物（Al-a）之不含親水性 

基之多元胺化合物或不含親水性基之多元硫醇化合物，可 

為例如對應於上述例 示之不含親水性基之多 元醇化合物

27 316548



200526698

（Al-a）之不含親水性基之多元胺化合物或不含親水性基之 

多元硫醇化合物等。

例如，做為異氣酸反應性化合物（Al -a）之不含親水性 

基之多元胺化合物包括例如脂肪族多元胺、脂環式多元 

胺、芳香族多元胺及芳香脂肪族多元胺等。又，不含親水 

性基之多元胺化合物亦可使用臍及其衍生物等不含親水性  

基之多元胺衍生物。

做為脂肪族多元胺者，可為例如乙二胺、1,3-三亞甲 

基二胺、1,4-四亞甲基二胺、1,3-五亞甲基二胺、1,5-五亞 

甲基二胺、1,6-六亞甲基二胺、1,2-丙二胺、1,2-丁二胺、

2.3- T二胺、1,3-Τ二胺、2-甲基-1,5-五亞甲基二胺、3-甲 

基-1,5-五亞甲基二胺、2,4,4-三甲基-1,6-六亞甲基二胺、 

2,2,4-三甲基-1,6-六亞甲基二胺等脂肪族二胺，此外如二伸 

乙基三胺、三伸乙基四胺、四伸乙基五胺或五伸乙基六胺 

等。

脂環式多元胺可為例如1,3-環戊二胺、1,4-環己二胺、

1.3- 環己二胺、1-胺基-3-胺基甲基-3,5,5-三甲基環己烷、 

1-胺基-1-甲基-4·■胺基甲基環己烷、1-胺基-1-甲基-3-胺基 

甲基環己烷、4,4，-亞甲基貳（環己胺）、4,4，-亞甲基貳（3- 

甲基-環己胺）、甲基-2,3-環己二胺、甲基-2,4-環己二胺、 

甲基-2,6-環己二胺、1,3-貳（胺基甲基）環己烷、1,4-貳（胺基 

甲基）環己烷、異佛爾酮二胺或降冰片基二胺等脂環式二胺 

等。

芳香族多元胺可為間-苯二胺、對-苯二胺、甲苯基-2,4- 
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二胺、甲苯基-2,6-二胺、棊-1,4-二胺、荼-1,5-二胺、聯苯 

-4,45-二胺、二苯基甲烷-4,4，-二胺、二苯基甲烷-2,4，-二 

胺、二苯基醍-4,4，-二胺、2-硝基聯苯基-4,4，-二胺、2,2'- 

二苯基丙烷-4,4'-二胺、3,3'-二甲基二苯基甲烷-4,4，-二 

胺、二苯基丙烷-4,4，-二胺及3,3'-二甲氧基二苯基甲烷 

-4,45-二胺等芳香族二元胺等。

芳香脂肪族多元胺可為例如 1,3-二（胺甲基）苯 

（1,3-xylenediamine） 、 1,4-二（胺 甲 基）苯

（1,4-xylenediamine）、a , a , a '，以'-四甲基-1,3-（二甲苯基） 

二胺［即1,3-二（二甲胺基甲基）苯］、α,α,α',α'-四甲基 

-1,4-（二甲苯基）二胺、g ,ύύ 二胺基-1,4-二乙基苯、1,3- 

貳（1-胺基-1-甲基乙基）苯、1,4-貳（1-胺基-1-甲基乙基）苯及

1,3 -貳（α,α-二甲基胺基甲基）苯等芳香脂肪族二元胺等。

做為不含親水性基之多元胺衍生物之腊及其衍生物， 

可為例如臍或二腊化物（二醯臍系化合物）等。二臍化物系 

化合物中包含例如甲二醯臍（卡巴腊）、草酸二臍化物、丙 

二酸二臍化物、琥珀酸二腊化物、戊二酸二臍化物或己二 

酸二腆化物等脂肪族二寇酸二臍化物類；鄰猷:酸二臍化物 

或對酰酸二臍化物等芳香族二後酸二臍化物類；及1,4-環 

己二菽酸二腊化物等脂環式二殺酸二臍化物類等。

異氧酸反應性化合物（Al-a）之分子量並無特別限制， 

可為低分子量化合物或高分子量化合物之任一種。再者， 

異氯酸反應性化合物（Al-a）為低分子量化合物（例如，低分 

子量之不含親水性基之多元醇化合物或低分子量之不含親
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水性基之多元胺化合物等)時，亦可利用做為鏈延長劑。 

(含有親水性基及複數個異氯酸反應性基之化合物(Al-b))

含有親水性基及複數個異氤酸反應性基之化合物 

(Al-b)(有時稱為「異氟酸反應性化合物(Al-b) j )只要分子 

內至少具有一個親水性基(陰離子性基、陽離子性基或非離 

子性基等)，並且分子內至少具有二個異氯酸反應性基之化 

合物即可，並無特別限制。異氤酸反應性基化合物(Al-b) 

中，做為親水性基者，例如為陰離子性基、陽離子性基或 

非離子性基等，尤其以陰離子性基為特佳。陰離子性基可 

適當地使用後基或磺酸基，其中以殺基最適合。再者，陽 

離子性基可為例如第三級胺基(二取代胺基)等。又，非離 

子性基可為例如含有聚氧伸烷基鏈(聚氧伸乙基鏈、聚氧伸 

丙基鏈或氧伸乙基-氧伸丙基共聚物鏈等)之基等。

又，異氤酸反應性化合物(Al-b)中，做為異氣酸反應 

性基者，只要對於異氤酸基具有反應性即可，並無特別限 

制，可為例如羟基、第一級胺基、第二級胺基或蔬基等。 

再者，異氯酸反應性基可為只有一種，亦可為二種以上之 

組合。本發明中該異氤酸反應性基以舞.基、第一級胺基及 

第二級胺基為較佳，尤其以翔.基為特佳。

因此，異氟酸反應性化合物(Al-b)可使用例如含有親 

水性基之多元醇化合物、含有親水性基之多元胺化合物、 

或含有親水性基之多元硫醇化合物，尤其以含有親水性基 

之多元醇化合物(含有親水性基及複數個痙基之化合物)為 

特佳。異氯酸反應性化合物(Al-b)可單獨使用或以二種以
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上之組合使用。

從以上所述，異氤酸反應性化合物(Al-b)以親水性基 

為陰離子性基，異氯酸反應性基為楚基之含有陰離子性基 

之多元醇化合物(含有陰離子性基及複數個理基之化合物) 

為較佳。 ·

為異氯酸反應性化合物(Al-b)之含有陰離子性基之多 

元醇化合物(Al-b)(有時亦稱為「多元醇(Al-b) j )可為例如 

在上述多元醇(Al-a)項例示之多元醇中導入後基之含竣基 

多元醇等。在本發明中，多元醇(Al-b)以具有陰離子基之· 

低分子量多元醇為較佳，尤其以使用下列式(3)表示之聚舞 

基矮.酸為特佳。

(HO)aL(COOH)b (3)

［限制條件為式(3)中L表示碳數1至12之煙部位，a 

為2以上之整數，b為1以上之整數］。

上述式(3)中，L之煙部位以脂肪族煙部位為較佳，其 

可為直鏈狀或分枝狀形態之任一種。又，a及b可為相同5 .

亦可為不同。二個以上之遂基可鍵結於相同碳原子，亦可 

鍵結於不同碳原子。再者，b為2以上時，二個以上之護 

基可鍵結於相同碳原子，亦可鍵結於不同碳原子。

此種多元楚基梭酸以二羟甲基烷酸(尤其2,2-二羟甲 

基烷酸)為特佳。二羟甲基烷酸可為例如2,2-二羚甲基丙 

酸、2,2-二舞甲基丁酸、2,2-二適.甲基戊酸、2,2-二無甲基 

己酸、2,2-二羟甲基庚酸、2,2-二舞甲基辛酸、2,2-二羟甲 

基壬酸及2,2-二瘗甲基癸酸等。

31 316548



200526698

再者，做為異氯酸反應性化合物(Al-b)之含有陽離子 

性基之多元醇化合物(Al-b)，可為例如含有第三級胺基之 

多元醇等，其相當於在上述多元醇(Al-a)項例示之多元醇 

中導入第三級胺基(二取代胺基)者。含有陽離子性基之多 

元醇化合物(Al-b)可適當地使用具有陽離子基之低分子量 

多元醇。具體而言，低分子量之含第三級胺基多元醇，可 

為例如N-甲基二乙醇胺、N-乙基二乙醇胺、N・丙基二乙醇 

胺、N-異丙基二乙醇胺及 N-丁基二乙醇胺等N-烷基二乙 

醇胺；N・甲基二丙醇胺、N・乙基二丙醇胺、N-丙基二丙醇 

胺、N・異丙基二丙醇胺及 N・丁基二丙醇胺等N-烷基二丙 

醇胺；或N・甲基二丁醇胺、N・乙基二丁醇胺、N-丙基二丁 

醇胺、N-異丙基二丁醇胺及N-丁基二丁醇胺等N-烷基二 

丁醇胺等N-烷基二烷醇胺(N-烷基二烷醇胺或Ν,Ν-二霽基 

烷基·烷胺)等。又，亦可使用 Ν・三乙醇胺等 Ν-三烷醇胺 

等。當然，亦可為聚合物類型(高分子量)之含有第三級胺 

之多元醇。

又，做為異氤酸反應性化合物(Al-b)之含非離子性基 

多元醇化合物(ALb)，可為例如相當於在上述多元醇(Al-a) 

項例示之多元醇中導入聚氧伸烷基鏈(聚氧伸乙基鏈、聚氧 

伸丙基鏈或氧伸乙基-氧伸丙基共聚物鏈等)等非離子性親 

水性基之含有聚氧伸烷基鏈之多元醇等。

(多異気酸酯化合物(Al-c))

多異氯酸酯化合物(Al-c)(有時亦稱為「多異氤酸酯 

(Al-c) j )只要分子中至少具有二個異氣酸基之化合物即
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可，並無特別限制。多異氯酸酯(Al-c)包含脂肪族多異氯 

酸酯、脂環式多異氯酸酯、芳香族多異氛酸酯、及芳香脂 

肪族多異氯酸酯等。多異氤酸酯(Al-c)可單獨使用，亦可 

將2種以上組合使用。 '

脂肪族多異氤酸酯可為例如1,3-三亞甲基二異氤酸 - 

酯、1,4-四亞甲基二異氯酸酯、1,3-五亞甲基二異氟酸酯、 

1,5-五亞甲基二異氤酸酯、1,6-六亞甲基二異氤酸酯、1,2- 

丙二異氣酸酯、1,2-T二異氤酸酯、2,3-Τ二異氯酸酯、1,3- 
丁二異氯酸酯、2-甲基-1,5-五亞甲基二異氤酸酯、3-甲基 . 

-1,5-五亞甲基二異気酸酯、2,4,4-三甲基-1,6-六亞甲基二異 

亂酸酯、2,2,4-三甲基-1,6-六亞甲基二異氯酸酯、2,6-二異 

氯酸基己酸甲酯(2,6-diisocyanatomethy 1 caproate)、及離胺 

酸二異氣酸酯等脂肪族二異気酸酯等。

脂環式多異氤酸酯可為例如1,3-環戊二異氯酸酯Ί,4- 

環己二異氤酸酯、1,3-環己二異氤酸酯、3-異氯酸基甲基 

-3,5,5-三甲基環己基異気酸酯、4,4，-亞甲基貳(環己基異氯 . 

酸酯)、甲基-2,4-環己二異氤酸酯、甲基-2,6-環己二異氟酸 

酯、1,3-貳(異氤酸基甲基)環己烷、1,4-貳(異氤酸基甲基) 

環己烷、異佛爾酮二異気酸酯或降冰片烷二異気酸酯等脂 

環式二異氯酸酯等。

芳香族多異氣酸酯可為間-苯二異氟酸酯、對-苯二異 

気酸酯、甲苯-2,4-二異氣酸酯、甲苯-2,6-二異氧酸酯、荼 

-1,4-二異氣酸酯、荼-1,5-二異氤酸酯、聯苯-4,45-二異氤酸 

酯、二苯基甲烷-4,4，-二異氯酸酯、二苯基甲烷-2,4,二異氧
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酸酯、二苯基醍-4,4，-二異氤酸酯、2-硝基聯苯-4,4，-二異 

氟酸酯、2,2，-二苯基丙烷-4,4，-二異氯酸酯、3,3'-二甲基二 

苯基甲烷-4,4，-二異気酸酯、二苯基丙烷-4,45-二異氤酸酯 

及3,3，-二甲氧基聯苯-4,45-二異気酸酯等芳香族二異氯酸 

酯等。.

芳香脂肪族多異氤酸酯可為例如1,3-二（異氤酸基甲 

基）苯（1,3-xylenediisocyanate）、1,4-二（異氟酸基甲基）苯、 

ω ,ω?-二異氯酸基-1,4-二乙基苯、1,3-貳（1-異氟酸基-1-甲 

基乙基）苯、1,4-貳（1-異氤酸基-1-甲基乙基）苯及1,3-貳（以， 

值-二甲基異氤酸基甲基）苯等芳香脂肪族二異氤酸酯等。

多異氯酸酯（Al-c）以適當地使用1,6-六亞甲基二異氯 

酸酯、4,4，-亞甲基貳（環己基異氤酸酯）、1,3-貳（異氤酸基 

甲基）環己烷、1,4-貳（異氤酸基甲基）環己烷、異佛爾酮二 

異氣酸酯、甲苯-2,4-二異気酸酯、甲苯-2,6-二異氤酸酯、 

二苯基甲烷-4,4，-二異氯酸酯、二甲苯-1,3-二異氧酸酯、二 

甲苯-1,4-二異氤酸酯、降冰片烷二異氤酸酯或1,3-貳（α , 

以-二甲基異氯酸基甲基）苯為較佳。再者，若使用脂肪族 

多異氤酸酯、脂環式多異気酸酯、或芳香脂肪族多異氣酸 

酯做為多異氟酸酯（Al-c），則可得到變色少之樹脂。

再者，在本發明中，多異氤酸酯（Al-c）可使用上述例 

示之脂肪族多異氟酸酯、脂環式多異氯酸酯、芳香族多異 

氧酸酯或芳香脂肪族多異氤酸酯產生之二聚體或三聚體 、 

反應生成物或聚合物（例如，二苯基甲烷二異氯酸酯之二聚 

體或三聚體、三整甲基丙烷與甲苯二異氟酸酯之反應生成
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物、三誣甲基丙烷與六亞甲基二異氯酸酯之反應生成物、 

多亞甲基多苯基異氯酸酯、聚醍多異氯酸酯或聚酯多異氤 

酸酯等)等。

又，在本發明中，亦可同時將多異氯酸酯(Al-c)與二 

異硫代氯酸酯系化合物(例如苯基二異硫代氤酸酯等)併 

用。

(含有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷化合物(Al-d))

含有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷化合物(Al-d)(有 

時亦稱為「含有異氤酸反應性基之烷氧基矽烷(Al-d) j )只 

要分子內至少具有一個異氤酸基反應性基，並且分子內至 

少具有一個烷氧基之矽烷化合物即可，並無特別限制。含 

有異氤酸反應性基之烷氧基矽烷(Al-d)可單獨使用，亦可 

將2種以上組合使用。

該異氧酸反應性基只要對異気酸酯具有反應性之基即 

可，並無特別限制，而可為例如第一級胺基(未取代胺基)、 

第二級胺基(單取代胺基)、蔬基、異気酸基或遂基等，其 

中以第一級胺基、第二級胺基及蔬基為較佳。再者，該異 

氣酸反應性基可為只有單獨一種，亦可為2種以上之組合。

本發明中，做為含有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷 

(A 1 -d)者，宜使用含有第一級或第二級胺基之烷氧基矽烷 

化合物(Al-dl)或含有蔬基之烷氧基矽烷化合物(Al-d2)。

再者，含有第一級或第二級胺基之烷氧基矽烷化合物 

(Al-dl)(有時亦稱為「含有胺基之烷氧基矽烷(Al-dl) j ) 

只要分子內至少具有一個第一級或第二級胺基，並且分子 
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內至少具有一個烷氧基之矽烷化合物即可，並無特別限 

制。因此，含有胺基之烷氧基矽烷（Al-dl）亦可含一個以上 

作為胺基之笫三級胺基（二取代胺基）。又，含有蔬基之烷 

氧基矽烷化合物（Al-d2）（有時亦稱為「含有蔬基之烷氧基 

矽烷（Al -d2） j ）只要分子內至少具有一個毓基，並且分子 

內至少具有一個烷氧基之矽烷化合物即可，並無特別限制。

含有異亂酸反應性基之烷氧基矽烷（A1 -d）中，烷氧基 

可適當地使用例如甲氧基、乙氧基、丙氧基、異丙氧基、 

丁氧基、異丁氧基、第二丁氧基或第三丁氧基等C]_4烷氧 

基（碳數1至4之烷氧基）。其中以使用甲氧基、乙氧基或 

丙氧基為較佳（又以甲氧基或乙氧基為更佳）。當然亦可為 

碳數5以上之烷氧基。

此種烷氧基通常連結於含有異氯酸反應性基之烷氧基 

矽烷（Al-d）之矽原子，其數目通常為1至3個（而以2或3 

個為較佳）。再者5烷氧基可為單獨，亦可為2種以上之組 

合。亦即，含有異氣酸反應性基之烷氧基矽烷（Al-d）之矽 

原子上可鍵結同一種烷氧基，亦可鍵結2種以上不同烷氧 

基之組合。

又，異氟酸反應性基為胺基時，第二級胺基或第三級 

胺基亦可藉由具有煙基（例如，苯基等芳基，甲基、乙基、 

丙基或丁基等烷基，及環己基等環烷基）或雜環式基（含有 

雜環之基，例如具有醯亞胺骨架之雜環式基等）等取代基而 

形成第二級胺基或第三級胺基。再者，該煙基或雜環式基 

等取代基，亦可再具有其他取代基（例如，各種煙基、烷氧 
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基、芳氧基、環烷氧基、烷氧舞基、芳氧残基、環烷氧残 

基、醯基、務.基、氤基、酮基、含有醯胺鍵之基、胺基、 

雜環式基，或含有將此等基組合之基等）。

再者，異氯酸反應性基（第一級胺基、第二級胺基或蔬 

基等）雖可直接鍵結於矽原子，然而以經由2價基連結為較 

佳。此種2價基可使用各種2價有機基。2價有機基，例 

如藉由伸烷基、伸芳基、伸烷-伸芳基、伸烷-伸芳-伸烷基 

等煙基構成之2價煙基，或藉由伸烷基-氧-伸烷基、伸烷 

基-残基-氧-伸烷基、伸烷基-氧-菽基-伸烷基、伸烷基-聚（氧 

伸烷）基、伸烷基-亞胺基、或伸烷基-亞胺基-伸烷基等煙基 

與其他之基（氧（oxy）、殻氧基、眾基、亞胺基或含有醯胺 

鍵之基等）進行各種組合而構成之各種2價基等。2價有機 

基可適當地使用碳數約1至20之2價有機基（2價之煙基 

等）。

因此，含有異氤酸反應性基之烷氧基矽烷（Al-d）為含 

有胺基之烷氧基矽烷（Al-dl）時，亦可含有為胺烷基形態之 

胺基。此種胺烷基可為例如胺甲基、1 -胺基乙基、2-胺基 

乙基、1-胺基丙基、2-胺基丙基或3-胺基丙基等胺烷基（尤 

其是胺基-Ci一3烷基），或與其等對應之第二級胺基（具有一 

個煙基做為取代基之胺基-烷基等）或第三級胺基（具有二 

個煙基做為取代基之胺基-烷基等）。再者，第二級胺基或 

第三級胺基中取代在氮原子上之煙基等取代基，亦可再具 

有胺基。亦即，可為例如N-胺基烷基-胺基烷基、或N-[N-（胺 

烷基）胺烷基]胺烷基等形態。再者，可同時具有第一級胺
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基及第二級胺基。第一級胺基及第二級胺基之數目並無特

別限制，通常為1或2個。

更具體而言，含有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷（Al -d） 

例如為含有胺基之烷氧基矽烷（Al-dl）時，可適當地使用下 

列式（4a）或（4b）表示之含有胺基之烷氧基矽烷化合物；為含 

有蔬基之烷氧基矽烷（Al-d2）時，可適當地使用下列式（4c） 

表示之含有毓基之烷氧基矽烷化合物。

^(3-n)

H—N—R3—Si—(0R’)n

Y

*3・n)
H-N~R4~N-R3—Si—(or1)

I I '九

Y1 Y2

(4a)

(4b)
η

H-S-R—Si—(OR， (4c)

［式（4a）至（4c）中，Ρ?及R?可相同或相異，表示氫原子或煙 

基；R?表示2價有機基；R4為2價有機基；R/為2價有 

機基；Y表示氫原子或「可具有-Si（ORla）h（R2a）3_h基之有機 

基（R"及R2a可相同或相異,為氫原子或煙基，h為1至3 

之整數）」；γΐ及γ?可相同或相異，表示氫原子或「可具 

有-Si（ORlb）i（R2b）3.i基之有機基（Rib及R2b可相同或相異， 

為氫原子或煙基，i為1至3之整數）」；11為1至3之整數］。

在上述式（4a）至（4c）中，KJ及R?分別為氫原子或煙 

基° Ri及R?可相同亦可相異。Β?之煙基可為例如脂肪族 
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煙基、脂環式煙基、芳香族煙基、芳香族煙-脂肪族煙基、 

脂環式煙-脂肪族煙基等。R1之脂肪族煙基可適當地使用 

例如甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第三丁 

基、第二丁基、正戊基、己基、庚基、辛基、2-乙基己基、 

壬基'癸基、Η 烷基、十二烷基、十三烷基、十四烷基、 

十五烷基、十六烷基、十七烷基或十八烷基等碳數約1至 

20之烷基（Ci一20烷基）。又，U之脂環式煙基可為例如構成 

環己基等環之碳數約5至10之環烷基，或具有多環式煙環 

（例如，降冰片烷中之煙環等架橋環等）之基等。再者，R1 

之芳香族煙基可為例如苯基或荼基等芳香基等。再者，芳 

香族煙基中之芳香族環可使用苯環或稠合碳環（例如，荼環 

等2至10個4至7員碳環稠合而成之稠合碳環等）等。又， 

芳香族煙-脂肪族煙基可為例如芳烷基（革基、苯乙基或苯 

丙基等苯基-Ci 一6烷基等）等。再者，脂環式煙-脂肪族煙基 

包含例如環己基-甲基、或環己基-乙基等環烷基-Ci一6烷基 

等。R］可適當地使用氫原子或碳數1至6個之烷基。

又，R2之煙基可使用與上述R1之煙基同樣之煙基（例 

如脂肪族煙基、脂環式煙基、芳香族煙基、芳香族煙-脂肪 

族煙基、脂環式煙-脂肪族煙基等）。R2可適當地使用氫原 

子、脂肪族煙基（例如，碳數1至10之烷基）、芳基或芳烷 

基。

又，R3之2價有機基可適當地使用2價之煙基。2價 

之煙基除例如2價之脂肪族煙基、2價之脂環式煙基及2 

價之芳香族煙基外，尚包括此等2價煙基組合而成之基（例 
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如，2價脂肪族煙-2價芳香族煙基、及2價脂肪族煙-2價 

芳香族煙-2價脂肪族煙基等）。上述2價脂肪族煙基可為例 

如亞甲基、伸乙基、三亞甲基、伸丙基、四亞甲基、五亞 

甲基、六亞甲基、七亞甲基或八亞甲基等伸烷基，又，2 

價脂環式煙基可為例如伸環己基等伸環烷基，再者，2價 

芳香族煙基可為例如伸苯基或伸荼基等伸芳基。R?之2價 

煙基可適當地使用伸烷基（例如，碳數1至10之伸烷基等） 

或伸芳基。再者，史之伸烷基或伸芳基等2價煙基亦可具 

有側鏈。

史為2價有機基。R4之2價有機基與上述R3之2價 

有機基同樣地，可適當地使用2價煙基。做為R4之2價煙 

基可使用與上述做為R?之2價煙基同樣之2價煙基（例如 

除2價脂肪族煙基、2價脂環式煙基及2價芳香族煙基外， 

尚包括此等2價煙基組合而成之基等）。再者，R4之伸烷 

基或伸芳基等2價煙基亦可具有側鏈。R4之2價煙基可適 

當地使用伸烷基（例如，碳數1至10之伸烷基等）或伸芳基。

Β/為2價有機基。做為R/之2價有機基與上述做為

E?或Ε/之2價有機基同樣地，可適當地使用2價煙基。 

做為R?之2價煙基可使用與上述做為β?或Ρ/之2價煙基 

同樣之2價煙基（例如除2價脂肪族煙基、2價脂環式煙基 

及2價之芳香族煙基外，尚包括此等2價煙基之組合之基 

等）。再者，R5之伸烷基或伸芳基等2價煙基亦可具有側 

鏈。R5之2價煙基可適當地使用伸烷基（例如，碳數1至 

10之伸烷基等）或伸芳基。
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Y為氫原子或「可具有-Si（ORla）h（R2a）3.h基之有機基 

（R"及R2a可相同或相異，為氫原子或煙基，h為1至3之 

整數）」。R"之煙基可使用與上述R?之煙基同樣之煙基。 

又，RW之煙基可使用與上述R?之煙基同樣之煙基。

又，丫1及丫2為氫原子或「可具有-Si（ORlb）i（R2b）3」基 

之有機基（Rib及R2b可相同或相異，為氫原子或煙基，i為 

1至3之整數）」。γΐ及丫2可相同或相異。Rib之煙基可使 

用與上述R'a之煙基同樣之煙基。又,R2b之煙基可使用與 

上述之煙基同樣之煙基。再者,丫1及丫2可使用與上述 

Υ同樣之基。

再者，η只要為1至3之整數即可，並無特別限制， 

然而以2或3為較佳。又，h及i，亦與η同樣地，只要為 

1至3之整數即可，並無特別限制，然而以2或3為較佳。

上述式（4a）中Y可適當地使用氫原子或下列式（5a）至 

（5e）表示之基。

-CR6R7-CR8R9-Z （5a）

-CH -------CH2

R10

-CO-NH-R11

（5b）

（5c）

-R12-NH-CO-NH-RH （5d）

-R13-NY3Y4 （5e） 

［式（5a）至（5e）中，R6 > R7 > R?及 史可相同或相異，表示氫
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原子、煙基、後基-煙基或經取代之氧破基；ζ表示氫原子 

或「可具有-Si(ORlc)j(R2c)3_j基之有機基(R1C及R2C可相同 

或相異，為氫原子或煙基，j為1至3之整數)」；R'°為氫 

原子或有機基；R”為有機基；R"表示2價有機基；顔3 
表示2價有機基；Υ’及丫4可相同或相異，表示氫原子或 

「可具有-Si(ORld)k(R2d)3.k基之有機基(RE及R2d可相同或 

相異，為氫原子或煙基，k為1至3之整數)j ； Y3及丫4 
中至少任一者為氫原子］。

上述式(5a)中，R?、ρ?、r8及R?為氫原子、煙基、梭 

基-煙基或經取代之氧舞基，此等基可相同或相異。煙基除 

上述例示之脂肪族煙基、脂環式煙基及芳香族煙基外，可 

為芳烷基等。發基-煙基以寇甲基、菽乙基、莪丙基、發異 

丙基、藤丁基、莪異丁基、巍戊基、發己基、稜庚基及後 

辛基等後基·•烷基為較佳。又，經取代之氧殺基可為如甲氧 

殺基、乙氧舞基、丙氧舞基、異丙氧眾基、丁氧我基、戊 

氧破基、己氧戒基、庚氧競基、辛氧残基、壬氧眾基及癸 

氧破基等烷氧我基。該烷氧職基之烷氧基部位，以碳數1 
至20個之烷氧基為較佳。R6、R7、r8及R9可分別依照Z 
之種類適宜地選擇。

ζ為氫原子或「可具有-Si(ORlc)J(R2c)3.J基之有機基 

(Rlc及R2c可相同或相異，為氫原子或煙基，j為1至3之 

整數)」。Z之有機基並無特別限制，除例如醯基、後基、 

經取代之氧朦基、胺甲醯基(N-取代之胺甲醯基或無取代之 

胺甲醯基等)及氯基之外，可為煙基(烷基、環烷基或芳基 
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等)、醯氧基或雜環基等。此等有機基亦可具有取代基，該 

取代基可為例如胺基(經取代之胺基或未經取代之胺基 

等)、痙基或硝基等。做為z之有機基之醯基，可為例如甲 

醯基、乙醯基' 丙醯基、丁醯基、異丁醯基、戊醯基、特 

戊醯基、己醯基、辛醯基、癸醯基、月桂醯基、肉苣蔻醯 

基、棕櫚醯基或硬脂醯基等脂肪族醯基，乙醯乙醯基，環 

戊殺基或環己辨基等環烷残基等脂環式醯基，节醯基或荼 

甲醯基等芳香族醯基等。又，經取代之氧競基可為例如無 

基中之氫原子經分子量500以下之有機基取代之經取代氧 

菽基(例如，烷氧辨基、環烷氧辨基、芳氧辨基或芳烷氧我 

基等)。上述烷氧残基可為例如甲氧舞基、乙氧舞基、異丙 

氧殺基、丁氧辨基、第三丁氧成基、己氧菽基、癸氧般基 

或十六烷氧裁基等。又，芳氧残基可為例如苯氧殺基或荼 

氧饑基等，環烷氧殻基可為例如環己氧舞基，芳烷氧殻基 

可為例如革氧辨基等。

又，Z中Ρ?。之煙基可使用與上述R"及Rib之煙基同 

樣之煙基。又，Ρ?。之煙基可使用與上述R2a及R2b之煙基 

同樣之煙基。又，「可具有-Si(ORM)j(R2c)3_j基」之有機基， 

可為以上例示之有機基中連結有r -Si(ORlc)j(R2c)3.J基」之 

基，例如「-饑基-2價煙基-Si(ORlc)J(R2c)3.J基」或「-眾基 

-氧-2價煙基-Si(ORlc)j(R2c)3.j基」等。再者，在此等基中， 

2價煙基可使用與上述R?、R/及r5之2價煙基同樣之2 
價煙基(例如除2價脂肪族煙基、2價脂環式煙基及2價芳 

香族焼基外 > 尚包括此等2價煙基組合而成之基等)，而以 
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使用伸烷基（例如，碳數1至10之伸烷基等）或伸芳基為較 

佳。再者，伸烷基或伸芳基等2價煙基亦可具有側鏈。

Z為具有醯基、稜基、經取代之氧眾基、胺甲醯基或 

「-Si（ORM）j（R2c）3_j基」之有機基等時，可為R6及R7之一 

者為氫原子，而另一者為經取代之氧菽基之組合，並且可 

為R?及R9之一者為氫原子，而另一者為舞甲基或甲基之 

組合。又，Z為氟基時，R/、R，、R8及R?可全部為氫原子。

在上述式（5b）中，R10為氫原子或有機基。之有機 

基以使用分子量500以下之有機基為較佳。

在上述式（5c）及（5d）中，R"為有機基。R”之有機基以 

使用分子量3,000以下之有機基為較佳。

再者，在上述式（5b）、（5c）及（5d）中，Ri°及R”之有機 

基，例如脂肪族煙基、脂環式煙基、芳香族煙基、芳香族 

煙-脂肪族煙基、脂環式煙-脂肪族煙基等各種煙基，或此 

等煙基經由氧原子、硫原子或氮原子（-0-、-S-或-NH-等） 

連結而成之有機基，其中，以使用分子量分別為500以下， 

或3,000以下者為較佳。又，此等有機基亦可具有酮基、 

铿基、胺基或莪基等取代基。

上述式（5d）中，R"為2價有機基。又，上述式（5e）中， 
R?3為2價有機基。R12及RD之2價有機基可使用例如分 

子量500以下之2價有機基。此種分子量500以下之2價 

有機基可具有取代基，亦可不具有取代基。R”及R?3以使 

用例如2價煙基為較佳。R"及R"之2價煙基可使用與上 

述R?、R4及R5之2價煙基同樣之2價煙基（例如除2價脂 
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肪族煙基、2價脂環式煙基及2價芳香族煙基外，尚包括 

此等2價煙基組合而成之基等）。再者，R”及Re之伸烷 

基或伸芳基等2價煙基亦可具有側鏈。Κ."及rd之2價煙 

基中，以使用伸烷基（例如，碳數1至10之伸烷基等）或伸 

芳基為較佳。

丫3及丫4為氫原子或「可具有-Si（ORE）k（R2d）3_k基之有 

機基（RE及R2d可相同或相異，為氫原子或煙基，k為1 
至3之整數）」，並且丫3及丫4中至少無任一者為氫原子。 

丫3及丫4可相同或相異。RE之煙基可使用與上述R* 、Rib 
及 Rlc之煙基同樣之煙基。又，R2d之煙基可使用與上述 

R2a ' R2b及R2C之煙基同樣之煙基。

丫3及丫4中之「可具有-Si（ORE）k（R2d）3_k基之有機基」 

可為上述式（5a）、（5b）、（5c）及（5d）表示之基等。再者，丫3 
及丫4，當一者為上述式（5a）表示之基時，另一者以上述式 

（5a）、（5b）、（5c）及（5d）表示之基為較佳。又，Y’及丫4，當 

一者為上述式（5b）表示之基時，另一者以上述式（5a）、（5 c） 
及（5d）表示之基為較佳。再者，丫3及丫4,當一者為上述式 

（5c）表示之基時，另一者以氫原子為較佳。

再者，上述式（4b）之 丫3及 丫4可適當地使用上述式 

（5a）、（5b）、（5c）及（5d）表示之基。

在本發明中，含有異氤酸反應性基之烷氧基矽烷 

（Al-d），例如為含有胺基之烷氧基矽烷（Al-dl）時，可適當 

地使用下列式（6a）表示之只以第一級胺基做為異氟酸反應 

性基之含有胺基之烷氧基矽烷化合物，下列式（6b）表示之 
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以第一級胺基及第二級胺基做為異氯酸反應性基之含有胺 

基之烷氧基矽烷化合物，下列式（6c）表示之只以第二級胺 

基做為異氣酸反應性基之含有胺基之烷氧基矽烷化合物 ； 

當（Al-d）為含有蔬基之烷氧基矽烷（Al-d2）時，可適當地使 

用下列式（6d）表示之只以蔬基做為異氤酸反應性基之含有 

蜿基之烷氧基矽烷化合物。

再者5式（6 a）表示之含有胺基之烷氧基矽烷化合物， 

係對應於上述式（4a）表示之含有胺基之烷氧基矽烷化合物 

中Y為氫原子，Ν及R?可相同或相異，並且R?為伸烷基 

時之含有胺基之烷氧基矽烷化合物。式（6b）表示之含有胺 

基之烷氧基矽烷化合物，係對應於上述式（4b）表示之含有 

胺基之烷氧基矽烷化合物中Υ】及丫2同為氫原子，Ri及 

R2為相同或相異之烷基，且R3及R2可相同或相異，各為 

伸烷基時之含有胺基之烷氧基矽烷化合物。式（6c）表示之 

含有胺基之烷氧基矽烷化合物，係對應於式（4a）表示之含 

有胺基之烷氧基矽烷化合物中Y為芳基、烷基或環烷基， 

Ri及R?可相同或相異，各為烷基，且R?為伸烷基時之含 

有胺基之烷氧基矽烷化合物。式（6d）表示之含有蔬基之烷 

氧基矽烷化合物，係對應於式（4c）表示之含有蔬基之烷氧 

基矽烷化合物中R?及R?可相同或相異，各為烷基，且R5 
為伸烷基時之含有読基之烷氧基矽烷化合物。
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H2N-R16-Si—(0R14)m (6a)

H2N - R17-NH~R16—Si—(0Rl4)m (6b)

(6c)

HS-R'6—Si—(0R")m (6d)

Ri8表示芳基、烷基或環烷基；m 
式（6b）中之RM及R”之伸烷基可

，R'4之烷基以例如甲基、乙基、

［式（6a）至（6d）中，rm及史5相同或相異，各表示烷基；rm 

及R"分別表示伸烷基， 

為1至3之整數；再者， 

相同亦可相異］。

上述式（6a）至（6d）中 

丙基、異丙基、丁基、異丁基及笫三丁基等碳數約1至4 
之烷基（C1一4烷基）為較佳。又，R'5之烷基可使用與R14之 

烷基相同之烷基，然而以甲基或乙基為較佳。R16之伸烷 

基以例如亞甲基、伸乙基或三亞甲基等碳數約1至3之伸 

烷基為較佳。又，R”之伸烷基可與上述RM之伸烷基相同 

地使用碳數約1至3之伸烷基。又，R* 中芳基以使用苯 

基為較佳，烷基以使用甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、 

異丁基及第三丁基等碳數約1至4之烷基為較佳，環烷基 

以使用環己基為較佳。再者，m為1至3之整數。
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更具體而言，上述式（6a）表示之只以第一級胺基做為 

異氯酸反應性基之含有胺基之烷氧基矽烷，例如為胺甲基 

三甲氧基矽烷、胺甲基三乙氧基矽烷、胺基乙基三甲氧 

基矽烷、£·■胺基乙基三乙氧基矽烷' / -胺基丙基三甲氧 

基矽烷、7-胺基丙基三乙氧基矽烷、7-胺基丙基三丙氧 

基矽烷、7-胺基丙基三異丙氧基矽烷或7-胺基丙基三丁 

氧基矽烷等胺烷基三烷氧基矽烷；胺乙基甲基二甲氧基 

矽烷、8-胺乙基甲基二乙氧基矽烷、Z -胺丙基甲基二甲 

氧基矽烷、7 -胺丙基甲基二乙氧基矽烷或7 -胺丙基甲基 

二丙氧基矽烷等（胺烷基）烷基二烷氧基矽烷，或對應於其 

等之胺烷基二烷基（單）烷氧基矽烷等。

上述式（6b）表示之以第一級胺基及第二級胺基做為異 

氤酸反應性基之含有胺基之烷氧基矽烷，可為例如Ν- β 

-（胺乙基）-r -胺丙基三甲氧基矽烷、或N-8 -（胺乙基）-r - 

胺丙基三乙氧基矽烷等N-（胺烷基）胺烷基三烷氧基矽烷； 

或者N-6 -（胺乙基）-7 -胺丙基甲基二甲氧基矽烷、或N- 
6 -（胺乙基）-r -胺丙基甲基二乙氧基矽烷等N-（胺烷基）胺 

烷基烷基二烷氧基矽烷等。

又，下列式（6c）表示之只以第二級胺基為異氯酸反應 

性基之含有胺基之烷氧基矽烷，可為例如N-苯基-6 -胺乙 

基二甲氧基矽烷、N -苯基-£ -胺乙基三乙氧基矽烷等N -苯 

基-B -胺乙基三烷氧基矽烷；N-苯基-7-胺丙基三甲氧基矽 

烷、N-苯基-了 -胺丙基三乙氧基矽烷、N-苯基-7 -胺丙基 

三丙氧基矽烷、N-苯基-τ -胺丙基三丁氧基矽烷等N-苯基 
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-7 -胺丙基三烷氧基矽烷，或與其等對應之N-苯基胺烷基 

（單或二）烷基（二或單）烷氧基矽烷；此外可為與上述具有經 

苯基取代之第二級胺基之含有胺基之烷氧基矽烷對應之 

N・烷基胺烷基三烷氧基矽烷（例如，N・甲基-3・胺丙基三甲 

氧基矽烷、N-乙基胺丙基三甲氧基矽烷、N-正丙基-3- 
胺丙基三甲氧基矽烷、N-正丁基-胺甲基三甲氧基矽烷、 

N・正丁基胺乙基三甲氧基矽烷、N-正丁基胺丙基三 

甲亂基矽烷、N -正丁基-3-胺丙基三乙氧基矽烷、或N -正 

丁基-3-胺丙基三丙氧基矽烷等），或N-烷基胺烷基（單或二） 

烷基（二或單）烷氧基矽烷等。

在本發明中，做為含有胺基之烷氧基矽烷（Al-dl），可 

使用商品名「KBM6063」、商品名「X-12-896」、商品名

「KBM576」、商品名「X-12-565」、商品名「X-12-580」、 

商品名「X-12-5263」、商品名「X-12-666」、商品名

「KBM6123」、商品名「X・12・575」、商品名「XT2-577」、 

商品名「X-12-563B」、商品 名「X-12-730」、商品 名

Γ X-12-562 j > 商品名「Χ-12-5202」、商品名「X-12-5204 j 
及商品名「KBE9703」（以上，信越化學工業公司製）等。 

因此，含有胺基之烷氧基矽烷（Al-dl）亦可使用 N-（5-胺基 

戊基）-r -胺丙基三甲氧基矽烷、N-/3 -[N-/3 -（胺基乙基）胺 

乙基]-r -胺丙基三甲氧基矽烷、1,2-貳（7 -三甲氧基矽烷基 

丙胺基）乙烷、貳（7 -三甲氧基矽烷基-丙基）胺、N-6 -（胺 

基乙基）-/3 -（4-胺甲基苯基）乙基三甲氧基矽烷，及與其等 

對應之煙基（烷基或伸烷基等）碳數不同之烷氧基矽烷系化 
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合物等，以及同時具有第一級或第二級胺基與其他基（苯乙 

烯性不飽和基、烯煙性不飽和基或稜基等）之烷氧基矽烷系 

化合物，具有第一級或第二級胺基同時具有鹽之形態（鹽酸 

等）之烷氧基矽烷系化合物，或具有第一級或第二級胺基同 

時具有複數個烷氧基矽烷基之烷氧基矽烷系化合物。

再者，上述式（6d）表示之含有蔬基以做為異気酸反應 

性基之烷氧基矽烷，例如為蔬基甲基三甲氧基矽烷、蔬基 

甲基三乙氧基矽烷、6-蔬基乙基三甲氧基矽烷、6-蔬基 

乙基三乙氧基矽烷、7 -蔬基丙基三甲氧基矽烷、7 -毓基 

丙基三乙氧基矽烷、7 -蔬基丙基三丙氧基矽烷、丁-蔬基 

丙基三異丙氧基矽烷或7 -藐基丙基三丁氧基矽烷等蔬基 

烷基三烷氧基矽烷；£-蔬基乙基甲基二甲氧基矽烷、β - 

蔬基乙基甲基二乙氧基矽烷、7-蔬基丙基甲基二甲氧基矽 

烷、7 -毓基丙基甲基二乙氧基矽烷或7 -蔬基丙基甲基二 

丙氧基矽烷等（毓基烷基）烷基二烷氧基矽烷，或對應於其 

等之蔬基烷基二烷基（單）烷氧基矽烷等。

本發明中，含有異氤酸反應性基之烷氧基矽烷 

（Al-d），從反應之容易度，及從廣泛之市售品取得之容易 

度而言，以使用含有胺基之烷氧基矽烷（Al-d）為較佳。含 

有胺基之烷氧基矽烷（Al-d）中，以至少含有第一級胺基做 

為異氯酸反應性基之含有胺基之烷氧基矽烷，較佳使用例 

如N-£ -（胺乙基）-γ -胺丙基三甲氧基矽烷、Ν- /3 -（胺乙基）-

7-胺丙基三乙氧基矽烷、Ν-6 -（胺乙基）-γ -胺丙基甲基二 

甲氧基矽烷、或7-胺丙基三甲氧基矽烷。又，只以笫二級 
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胺基做為異氤酸反應性基之含有胺基之烷氧基矽烷，較佳 

使用例如 N-苯基-γ -胺丙基三甲氧基矽烷、Ν-正丁基-3- 
胺基丙基三甲氧基矽烷。

再者，含有胺基之烷氧基矽烷(Al-d)，亦可為將如上 

述例示之以至少第一級胺基(尤其，第一級胺基及第二級胺 

基)做為異氤酸反應性基之烷氧基矽烷化合物(有時亦稱為 

「含有第一級胺基之烷氧基矽烷」)與不飽和護酸酯(Al-d3) 
反應得到之以至少第二級胺基做為異氯酸反應性基之烷氧 

基矽烷化合物(有時亦稱為「含有酯改質之胺基之烷氧基矽 

烷(Al-d4) j )。此種含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷 

(Al -d4) 5以藉由至少含有第一級胺基之烷氧基矽烷化合物 

與不飽和護酸酯(Al-d3)反應得到之含有第二級胺基之烷 

氧基矽烷化合物為較佳，尤其，以使用藉由含有第一級胺 

基及第二級胺基之烷氧基矽烷化合物，與不飽和發酸酯 

(Al-d3)反應得到之含有第二級胺基之烷氧基矽烷化合物 

為特佳。

再者，含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷(Al-d4)，可為 

例如上述式(4a)表示之含有胺基之烷氧基矽烷化合物中，Y 
為如上述式(5a)所示，且上述式(5a)中R?及R?可相同或才目 

異，各為氫原子或烷基，Ρ?為氫原子、烷基、芳基、烷氧 

城基、芳氧職基或環烷氧裁基，R?為氫原子，Z為烷氧菽 

基、芳氧舞基或環烷氧辨基時之含有胺基之烷氧基矽烷化 

合物等。

含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷(Al-d4)中，不飽和叛 
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酸酯（Al-d3）只要為不飽和稜酸酯之後酸基（稜基）中至少一 

個（以全部為較佳）變成酯之形態之化合物即可，並無特別 

限制。不飽和蔑酸酯（Al-d3）可為不飽和一元梭酸酯，亦可 

為不飽和多元竣酸酯（例如不飽和二元無酸酯等）。不飽和 

藤酸酯（Al-d3）可單獨使用，亦可將2種以上組合使用。

不飽和後酸酯（Al-d3），以繼基或含有其酯鍵之基（例 

如，烷氧殺基、環烷氧辨基或芳氧競基等）與形成碳-碳雙 

鍵之碳原子直接連結而成之化合物為較佳。此等化合物除 

可為例如丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯、丁烯酸酯、異丁烯酸 

酯、2・丁烯酸酯、3-甲基・2-丁烯酸酯、2-戊烯酸酯或2・辛 

烯酸酯之外，亦可為桂皮酸酯等不飽和一元競酸酯，或順 

丁烯二酸酯（單或二酯）、反丁烯 二酸酯（單或二酯）或衣康酸 

酯（單或二酯）等不飽和二元稜酸酯等。

不飽和艘酸酯（Al-d3），酯之部位可為甲酯、乙酯、丙 

酯、異丙酯、丁酯、異丁酯、第二丁酯、第三丁酯、戊酯、 

異戊酯、己酯、庚酯、辛酯、2-乙基己酯、壬酯、癸酯、 

異癸酯、十一烷酯、十二烷酯、十三烷酯、十四烷酯、十 

六烷酯或十八烷酯等脂肪族煙產生之酯類（烷酯等），環己 

酯、異茨酯、茨酯、二環戊二烯酯、二環戊酯、二環戊烯 

酯或三環癸酯等脂環式煙產生之酯類（環烷酯等），或苯酯 

或节酯等芳香族煙產生之酯類（芳酯等）等。再者，具有複 

數個酯部位時，各個酯部位可相同亦可相異。

不飽和後酸酯（Al-d3） 5在上述例示之不飽和蔑酸酯中 

以使用丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯（其等有時總稱為「（甲基） 

52 316548



200526698

丙烯酸酯」）或順丁烯二酸二酯為較佳。更具體而言，（甲 

基）丙烯酸酯如（甲基）丙烯酸甲酯、（甲基）丙烯酸乙酯、（甲 

基）丙烯酸丁酯、（甲基）丙烯酸己酯、（甲基）丙烯酸辛酯、（甲 

基）丙烯酸2-乙基己酯、（甲基）丙烯酸十二烷酯或（甲基）丙 

烯酸十八烷酯等（甲基）丙烯酸烷酯等。又順丁烯二酸二酯 

包括例如順丁烯二酸二甲酯、順丁烯二酸二乙酯、順丁烯 

二酸二丁酯、順丁烯二酸二己酯、順丁烯二酸二辛酯、順 

丁烯二酸二（2-乙基己酯）、順丁烯二酸二（十二烷酯）或順丁 

烯二酸二（十八烷酯）等順丁烯二酸二烷酯等。

更具體而言，將含有第一級胺基之烷氧基矽烷化合物 

與不飽和莪酸酯（Al-d3）反應得到之以至少第二級胺基做 

為異II酸反應性基之烷氧基矽烷化合物（有時亦稱為「含有 

經酯改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4） j ），可為不飽和竣 

酸酯（Al-d3）之碳-碳雙鍵之6位碳原子，至少與含有第一 

級胺基之烷氧基矽烷化合物之胺基之氮原子鍵結之化合物 

等。亦即，含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4）為藉由 

含有笫一級胺基之烷氧基矽烷化合物之胺基之氮原子，與 

不飽和後酸酯（Al-d3）之不飽和鍵（碳-碳雙鍵）進行邁克爾 

加成反應（Michael addition reaction）所得到之化合物。該反 

應可在溶媒存在或不存在下進行。又，當反應進行時，可 

加熱或加壓。

具體而言，含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4）， 

舉例而言，含有笫一級胺基之烷氧基矽烷為只以第一級胺 

基做為上述式（6a）表示之異氯酸反應性基之烷氧基矽烷化
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合物，不飽和竣酸酯（Al-d3）為下列式（7）表示之不飽和竣酸 

酯時，可為下式（8）所表示者：

R19—C—COOR20

21 II 22 ⑺R21 —C—R22

［式（7）中，R"及R2i可相同或相異，表示氫原子或烷基； 

R2°表示烷基、芳基或環烷基；R22表示氫原子、烷基、芳 

基、烷氧我.基、芳氧孑炭基或環烷氧舞.基］。

鴨m）
Η—N-R1-Si —（0R,4）m 

r2,-c-r22 （8）

r!9 一 CH-COOR20

［式（8）中，R14至R16、R19至R22及m與先前所述相同］。

又，含有經酯改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4），舉例 

而言，含有第一級胺基之烷氧基矽烷為以第一級胺基及第 

二級胺基做為上述式（6b）表 示之異氧酸反應性基之烷氧基 

矽烷化合物，不飽和發酸酯（Al-d3）為上述式（7）表示之不飽 

和竣酸酯時'可為下式（9a）或下式（9b）表示者。
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R19- CH-COOR20
R2I-U_r22 r"

I I （3·γπ ）
H—N—R“ — N-R、Si—（舞"工（9a） 

R2」Lr22

R 預一 CH-COOR20

9b)
z
(
x

［式（9a）及（9b）中，R14至R17、R19至R22及m與先前所述者 

相同］。

上述式（7）、（8）、（9a）及（9b）中，RM至R"及m與先前 

所述者相同。具體而言，rm之烷基以例如甲基、乙基、 

丙基、異丙基、丁基、異丁基及第三丁基等碳數約1至4 
之烷基為較佳。又，Ρ?'之烷基可使用與R?4之烷基相同之 

烷基，然而以甲基或乙基為較佳。RM之伸烷基以亞甲基、 

伸乙基或三亞甲基等碳數約1至3之伸烷基為較佳。又， 

R”之伸烷基可與上述RM之伸烷基相同，使用碳數約ί至 

3之伸烷基。再者，m為1至3之整數。

又，R"之烷基可為例如甲基或乙基等碳數約1至2 
之烷基等。之烷基可為例如甲基、乙基、丙基、丁基、 

異丁基、第三丁基、己基、辛基或2-乙基己基等碳數約1 
至20之烷基等。Ρ?。之芳基如苯基等。R?。之環烷基如環
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己基等。R?】之烷基可為例如甲基、乙基、丙基、丁基、 

異丁基、第三丁基或己基等碳數約1至6之烷基等。再者， 

R22之烷基可為例如甲基或乙基等碳數約1至2之烷基等。 

R22之芳基如苯基等。又，R22之烷氧菽基、芳氧眾基或環 

烷氧菽基中，烷基部位、芳基部位或環烷基部位，可適當 

地使用上述R2°例示之烷基、芳基或環烷基。

本發明中，含有胺基之烷氧基矽烷(Al-d)，以至少含 

有第二級胺基之烷氧基矽烷化合物［其中，上述式(8)、上 

述式(9a)及上述式(9b)表示之酯改質烷氧基矽烷(Al-d4)］ 
為較佳。

再者，含有異気酸反應性基之烷氧基矽烷(Al-d)，可 

適宜地使用式(6a)至(6d)表示之含有異氯酸反應性基之烷 

氧基矽烷(含有胺基或読基之烷氧基矽烷，或酯改質之烷氧 

基矽烷(Al-d4)［如上述式(8)、上述式(9a)及上述式(9b)表示 

之酯改質之烷氧基矽烷(Al-d4)］。

(含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物(A1))
含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 

(A 1)，如以上所述，為異氤酸反應性化合物(Al-a) '異氤 

酸反應性化合物(Al-b)＞多異氟酸酯化合物(Al-c)以及含有 

異氯酸反應性基之烷氧基矽烷(Al-d)之反應生成物，亦即 

為分子內具有來自異氧酸反應性化合物(Al-b)之親水性基 

(尤其陰離子性基)，且分子內(尤其主鏈之末端)具有來自含 

有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷(Al-d)之烷氧基矽烷基之
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胺基甲酸酯聚合物。再者，含有親水性基之烷氧基矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物(A1)，視需要可具有從含有異氤酸反 

應性基之烷氧基矽烷(Al-d)之不飽和無酸酯而來之側鏈 

［酯基(具有酯鍵之基)］等側鏈或基等。 -

含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 ,

(A1)，亦可為例如將藉由異気酸反應性化合物(Al-a)、異 

氤酸反應性化合物(Al-b)及多異氯酸酯(Al-c)反應得到之 

含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物，再與含有異氤酸反 

應性基之烷氧基矽烷(Al-d)反應，使上述含有親水性基之 · 

胺基甲酸酯預聚合物末端之異氤酸基至少部份烷氧基矽烷 

化所得到之末端經烷氧基矽烷化且含有親水性基之胺基甲 

酸酯預聚合物。

更具體而言，含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物 ， 

為異 氧酸反應性化合物(Al-a)、異氤酸反應性(Al-b)及多異 

氧酸酯化合物(Al-c)之反應生成物，該反應可依照使多醇 

化合物與多異氯酸酯反應而調製胺基甲酸酯預聚合物之公 . 

知或慣用之方法而進行。該含有親水性基之胺基甲酸酯預 

聚合物，以末端成為異氤酸基者為較佳。

再者，將異氟酸反應性化合物(Al-a)、異氟酸反應性 

化合物(Al-b)及多元異氤酸酯化合物(Al-c)混合或反應 

時，可使用聚合觸媒以促進反應。又，反應或混合可在溶 

媒中進行。

又，含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物與含有異氤 

酸反應性基之烷氧基矽烷(Al-d)之反應5可將兩者混合‘ 
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依照需要進行加熱。藉由此種含有親水性基之胺基甲酸酯 

預聚合物，與含有異氧酸反應性基之烷氧基矽烷（Al-d）之 

反應，可使上述含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物末端 

之異気酸基至少部份烷氧基矽烷化，調製含有末端烷氧基 

矽烷化親水性基之胺基甲酸酯預聚合物。再者，該混合或 

反應時，可如上述方式使用聚合觸媒。又，上述混合或反 

應時5可使用溶媒。

上述聚合觸媒可使用例如多元醇化合物與多異氯酸酯 

化合物反應時所使用 之公知 或慣用 之 聚合觸 媒（硬化觸 

媒）。更具體而言，聚合觸媒可為有機錫化合物、金屬錯合 

物、胺化合物 等鹼性化合物 或有機磷酸化合物等。有機錫 

化合物，包括例如二丁基錫二月 桂酸鹽、二丁基錫馬來酸 

鹽、二丁基錫酰酸鹽、辛酸亞錫、二丁基錫甲氧化物、二 

丁基錫二乙醯基乙酸鹽或二丁基錫二柯赫酸鹽等。又，金 

屬錯合物如錄酸四丁酯、錄酸四異丙酯、或三乙醇胺鉄酸 

酯（triethanolamine titanate）等噬太酸酯化合物，辛酸鉛、環 

烷酸鉛、環烷酸鎳或環烷酸鈕等蔑酸金屬鹽，或乙醯丙酮 

化鋁錯合物或乙醯丙酮化金凡錯合物等金屬 乙醯丙酮錯合物 

等。再者，胺化合物等鹼性化合物5包括例如7 -胺基丙基 

三甲氧基矽烷、或7-胺基丙基三乙氧基矽烷等胺基矽烷 

類5四甲基鉉氯化物、或节烷鉉氯化物等第四級鉉鹽類， 

三共氣體製品公司製之商品名「DABCO」系列或「DABCO 
BLj系列或1,8-二氮雜雙環[5.4.0]+ -碳-7-烯等含有複數 

個氮原子之直鏈或環狀第三級胺或第四級鉉鹽等。再者， 
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有機磷酸化合物如磷酸單甲酯、磷酸二正丁酯或磷酸三苯 

酯等。

依此種方式，可調製含有親水性基之烷氧基矽烷化胺 

基甲酸酯系聚合物(A1)(尤其是含有親水性基且具有烷氧 

基矽烷基末端之胺基甲酸酯系聚合物)。然而，為了有效率 

地得到含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 

(A1)，較佳先於異氤酸反應性化合物(Al-a)及異気酸反應 

性化合物(Al-b)之混合物中，添加多異氟酸酯(Al-c)，再依 

照需要添加聚合觸媒使其反應，調製含有親水性基之胺基 

甲酸酯預聚合物後，再藉由添加含有異氯酸反應性基之烷 

氧基矽烷(Al-d)於該反應混合物中使其反應，調製末端烷 

氧基矽烷化之含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物。

然而，含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚 

合物(A1)中，異氤酸反應性化合物(Al-a)、異氯酸反應性 

化合物(Al-b)、多異氟酸酯(Al-c)及含有異氤酸反應性基之 

烷氧基矽烷(Al-d)各成分之比例，並無特別限制。例如， 

多異氤酸酯(Al-c)與異氤酸反應性化合物(Al-a)及異氤酸 

反應性化合物(Al-b)之比例，異氤酸反應性化合物(Al-a) 
之異氤酸基/異気酸反應性化合物(Al-b)之異氯酸反應性 

基(NCO/NCO反應性基)(當量比)，可在1以上，2.0以下(以 

1.02至1.5為較佳，而以1.05至1.4為更佳)之範圍內選擇。 

若該 NCO/NCO反應性基之比過大(例如若超過2.0(當量 

比))，則分散性降低。另一方面，若該 NCO/NCO反應性 

基之比過小(例如若為1以下(當量比))，則矽烷基導入不
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足?各種物性降低。

或者，多異氢酸酯（Al-c）中，含有親水性基之胺基甲 

酸酯預聚合物中之異氤酸基之含量，可為含有0.3至7.0 
質量％（而以0.4至4.0質量％為較佳，以0.5至3.0質量％ 

為更佳）之比例。若異氤酸基之含量過大（例如若超過7.0 
質量%），則分散性降低。另一方面，若異氯酸基之含量過 

小（例如若不足0.3質量%），則反應時間變得非常長，矽烷 

基導入變得不足，耐水性降低。

異氯酸反應性化合物（Al-b）中，親水性基為陰離子性 

基時5含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 

（Al）［亦即，含有陰離子性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系 

聚合物］中之陰離子性基之含量，以含有0.4meq/g以上之 

比例 為 較佳（例 如0.4至0.7meq/g，而以0.4至0.6meq/g為 

更佳）。若陰離子性基之含量過大，則耐水性過低。另一方 

面，若該陰離子性基之含量過少（例如不足0.4meq/g），則 

分散安定性降低。

或者'含有異氧酸反應性基之烷氧基矽烷（Al-d）中， 

含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物（A1）中 

之矽原子之含量，以例如含有0.02至10質量％之比例為 

較佳（而以0.03至3質量％為更佳，以0.05至2質量％為特 

佳）。若該矽原子之含量過多（例如若超過10質量%），則組 

合物之安定性降低，另一方面，若過少（例如若不足 0.02 
質量%），則無法有效地形成二元或三元共聚物，得不到期 

待之效果。
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再者，使用不飽和蔑酸酯（Al-d3）時，其之使用量以能 

使含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4）至少殘留一個 

第二級胺基之量為較佳。例如，就含有第一級胺基之烷氧 

基矽烷中之第一級胺基及第二級胺基1莫耳而言，（Al-d3） 
之使用量可從約0.8至2莫耳之範圍中選擇。再者，可在 

使至少第二級胺基殘存之條件下使不飽和梭酸酯（Al-d3） 
反應。

再者，調製胺基甲酸酯系聚合物（A）［尤其，含有親水 

性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物（A1）］時之溶媒 

［例如，調製含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物時所使用 

之溶媒，或與含有親水性基之胺基甲酸酯預聚合物或含有 

異氯酸反應性基之烷氧基矽烷（Al-d）反應時所使用之溶媒 

等］，並無特別限制，可使用例如丙酮、甲基乙基酮或甲基 

異丁基酮等酮類，或N-甲基毗咯口定酮等毗咯口定酮類等有機 

溶媒。以此種方式，使用有機溶媒做為溶媒時，調製具有 

水解性含矽原子基之胺基甲酸酯聚合物後，可藉由公知之 

除去方法（例如減壓蒸餾方法等蒸餾 方法）將有機溶媒從反 

應混合物中除去。

在本發明中，將乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物藉由在下 

文中具體說明之具備步驟（X）至（Y）之乙烯系-胺基甲酸酯 

系共聚物之製造方法調製時，調製胺基甲酸酯系聚合物

（A）［尤其是含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚 

合物（A1）］時之溶媒，以使用於步驟（Y）中進行聚合之烯類 

不飽和單體（B）（乙烯系單體成分）為較佳。依此種方式，若 
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使用烯類不飽和單體（B）做為溶媒調製胺基甲酸酯系聚合 

物（A），可不進行溶媒之除去，而將調製胺基甲酸酯系聚合 

物（A）所得之反應混合物以原來狀態，利用於步驟（X）。亦 

即，在步驟（X）中，藉由將使用烯類不飽和單體（B）做為溶 

媒調製胺基甲酸酯系聚合物（A）所得之反應混合物，以原來 

狀態分散或溶解於水中，可使含有做為溶媒之烯類不飽和 

單體（B）之胺基甲酸酯系聚合物（A）分散或溶解在水中，而 

調製成含有烯類不飽和單體（B）之胺基甲酸酯系聚合物（A） 
之水分散液或水溶液。並且，該步驟（X）中得到之水分散液 

或水溶液中之烯類不飽和單體（B）［亦即，調製胺基甲酸酯 

系聚合物（A）時之烯類不飽和單體（B）］，在步驟（Y）中可做 

為將烯類不飽和單體（B）聚合時之單體成分（乙烯系單體成 

分）。因此，調製胺基甲酸酯系聚合物（A）時，若使用烯類 

不飽和單體（B）做為溶媒，沒有必要除去溶媒，可將上述烯 

類不飽和單體（B）以原樣包含於系統中之狀態，利用於步驟 

（X）至步驟（Y）中，如此可在不只對於人體，且對環境極為 

優異之條件下，製造乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。再者， 

不僅能迅速製造，並且能降低成本。

依此種方式，胺基甲酸酯系聚合物（A）之調製時使用烯 

類不飽和單體（B）做為溶媒時，可將全部烯類不飽和單體（B） 
預先做為溶媒，亦可只將一部份做為溶媒使用。胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之調製時只使用一部份烯類不飽和單體（B） 
做為溶媒時，其餘之烯類不飽和單體（B），可在步驟（Y）中 

藉由一併導入之方法或使用滴入之導入方法等導入系統
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內，進行烯類不飽和單體（B）之聚合。

本發明中，做為胺基甲酸酯系聚合物（Α）之含有異氣酸 

反應性基之烷氧基矽烷（Al-d），以使用上述式（6a）至（6d）表 

示之含有胺基之烷氧基矽烷化合物或含有読基之烷氧基矽 

烷化合物，或含有酯改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4）［其 

中，如上述式（8）、上述式（9a）或上述式（9b）表示之含有酯 

改質之胺基之烷氧基矽烷（Al-d4）］之具有水解性含矽原子 

基之胺基甲酸酯聚合物為較佳。

（烯類不飽和單體（B））
烯類不飽和單體（B）在分子中至少含有一個含有烯類 

不飽和鍵之基。此種烯類不飽和單體（B）只要在分子中至少 

具有一個含有烯類不飽和鍵（烯類碳-碳雙鍵）之基之單體 

（乙烯系單體成分）即可，並無特別限制。烯類不飽和單體

（B）可單獨使用亦可將2種以上組合使用。

再者5烯類不飽和單體（B）之含有烯類不飽和鍵之基5 

只要為含有烯類不飽和鍵（烯類碳-碳雙鍵）之基即可，並無 

特別限制，然而可為例如乙烯基、1-甲基乙烯基（異丙烯 

基）、或1-乙基乙烯基等1-烷基乙烯基等。含有烯類不飽 

和鍵之基以乙烯基或異丙烯基為較佳，而以乙烯基為特佳。

具體而言，烯類不飽和單體（B）可適宜地選擇例如丙烯 

酸系單體、含有稜基之單體、含有酸酊基之單體、含有楚 

基之單體、含有環氧基之單體、含有胺基之單體、含有氯 

基之單體、苯乙烯系單體、烯煙系單體、乙烯酯類、乙烯 

醍類、（甲基）丙烯酸烷氧烷酯系單體、（N-取代）丙烯醯胺系 
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單體、N-乙烯基內醯胺類、含有雜環之乙烯系單體、（甲基） 

丙烯酸烷二醇酯系單體、含有磺酸基之乙烯系單體、含有 

磷酸基之乙烯系單體、含有鹵素原子之乙烯系單體或多官 

能系單體等各種烯類不飽和單體（聚合性不飽和單體）而使 

用。再者，烯類不飽和單體（Β）如以下具體例之舉例說明。

烯類不飽和單體（Β）可為具有烯類碳-碳雙鍵之基（乙 

烯基等），同時具有取代之氧綬基（例如烷氧鼓基、環烷氧 

殺或芳氧菽基等）、後基、舞基、環氧基、胺基、胺烷殺基、 

氤基、煙基（例如烷基、芳基或環烷基等）、醯基、醯氧基、 

經取代之競氧基（例如，烷残氧基、環烷残氧基、或芳眾氧 

基等）、經取代之氧基（例如烷氧基、環烷氧基、或芳氧基 

等）、經取代之胺争炭基（例如二烷胺基-殻基等）、含有雜環之 

基、異氤酸基、酮基、磺酸基、磷酸基、或鹵素等具有反 

應性或無反應性（尤其無反應性）之各種基。當然，此等基 

可只有一種，亦可具有2種以上。又，此等基可再經由或 

不經由2價基而具有其他基。再者，具有反應性基時，重 

要者為對水解性含矽原子基具有反應性之官能基以外之 

基。

在本發明中，烯類不飽和單體（Β）可適當地使用丙烯酸 

系單體。亦即，烯類不飽和單體（Β）中以至少含有丙烯酸系 

單體為較佳。

具體而言，丙烯酸系單體可為丙烯酸酯或甲基丙烯酸 

酯（「（甲基）丙烯酸酯」）等。該（甲基）丙烯酸酯包括（甲基） 

丙烯酸烷酯、（甲基）丙烯酸環烷酯或（甲基）丙烯酸芳酯等。 
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上述（甲基）丙烯酸烷酯，可為例如（甲基）丙烯酸甲酯、（甲 

基）丙烯酸乙酯、（甲基）丙烯酸丙酯、（甲基）丙烯酸異丙酯、 

（甲基）丙烯酸丁酯、（甲基）丙烯酸異丁酯、（甲基）丙烯酸第 

二丁酯、（甲基）丙烯酸笫三丁酯、（甲基）丙烯酸戊酯、（甲 

基）丙烯酸己酯、（甲基）丙烯酸庚酯、（甲基）丙烯酸辛酯、（甲 

基）丙烯酸2-乙基己酯、（甲基）丙烯酸異辛酯、（甲基）丙烯 

酸壬酯、（甲基）丙烯酸異壬酯、（甲基）丙烯酸癸酯、（甲基） 

丙烯酸異癸酯、（甲基）丙烯酸十一烷酯、（甲基）丙烯酸十二 

烷酯、（甲基）丙烯酸十三烷酯、（甲基）丙烯酸十四烷酯、（甲 

基）丙烯酸十五烷酯、（甲基）丙烯酸十六烷酯、（甲基）丙烯 

酸十七烷酯、（甲基）丙烯酸十八烷酯、（甲基）丙烯酸十九烷 

酯或（甲基）丙烯酸二十烷酯等（甲基）丙烯酸C1一20烷酯等（其 

中以（甲基）丙烯酸 C1.6烷酯為較佳，以（甲基）丙烯酸 C].4 
烷酯為更佳）。

又，（甲基）丙烯酸環烷酯包括例如（甲基）丙烯酸環己酯 

等。（甲基）丙烯酸芳酯可為例如（甲基）丙烯酸苯酯等。

本發明中，做為烯類不飽和單體（B）者，以與丙烯酸系 

單體共同地使用可與丙烯酸系單體共聚合之烯類不飽和單 

體（共聚合性不飽和單體）為較佳。此種共聚合性不飽和單 

體可使用公知或慣用之共聚合不飽和單體。具體而言，共 

聚合性不飽和單體除為例如丙烯酸、甲基丙烯酸、衣康酸、 

馬來酸、富馬酸或巴豆酸之外，尚包括含有（甲基）丙烯酸 

梭烷酯（丙烯酸狡.乙酯等）等含有蔻基之單體，含有馬來酸 

西十或衣康酸酊 等含有 酸酊基之單體；（甲基）丙烯酸誣乙 
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酯、（甲基）丙烯酸羟丙酯、（甲基）丙烯酸舞.丁酯、（甲基）丙 

烯酸痙己酯、或（甲基）丙烯酸無辛酯等含有舞基之單體 ； 

（甲基）丙烯酸縮水甘油酯等含有環氧基之單體，（甲基）丙烯 

酸胺基乙酯、（甲基）丙烯酸Ν,Ν-二甲基胺基乙酯、或（甲基）’ 

丙烯酸第三丁基胺基乙酯等含有胺基之單體；丙烯睛或甲 ' 

基丙烯睛等含有氤基之單體；苯乙烯或α-甲基苯乙烯等苯 

乙烯系單體；乙烯、丙烯、異戊二烯、丁二烯、或異丁烯 

等烯煙系單體；醋酸乙酯、丙酸乙烯酯等乙烯酯類；甲基

乙烯基醍、乙基乙烯基醍、丙基乙烯基醍；或丁基乙烯基 . 

醍等乙烯基酰類；（甲基）丙烯酸甲氧基乙酯、或（甲基）丙烯 

酸乙氧基乙酯等（甲基）丙烯酸烷氧基烷酯系單體，（甲基） 

丙烯醯胺、Ν,Ν-二甲基（甲基）丙烯醯胺、Ν-丁基（甲基）丙 

烯醯胺、Ν-舞甲基（甲基）丙烯醯胺、或N-Μ甲基丙烷（甲基） 

丙烯醯胺等（N-取代）丙烯醯胺系單體；N-乙烯基甲醯胺 

類；N-乙烯基己內醯胺等N-乙烯基內醯胺類；N-乙烯基毗 

口定、N-乙烯基啥口定、N-乙烯基毗口井、N-乙烯基毗咯、N-. 
乙烯基咪。坐、N-乙烯基毗咯。定酮、N-（l-甲基乙烯基）毗咯 

。定酮、N-乙烯基哌口定酮、N-乙烯基哌口井、N-乙烯基啥喳、 

或N-乙烯基嗎口林等含有雜環之乙烯系單體，（甲基）丙烯酸 

聚乙二醇酯、（甲基）丙烯酸聚丙二醇酯、（甲基）丙烯酸甲氧 

基乙二醇酯、（甲基）丙烯酸甲氧基聚丙二醇酯等（甲基）丙烯 

酸伸烷二醇酯系單體；苯乙烯磺酸、或烯丙基磺酸等含有 

磺酸基之乙烯系單體；丙烯醯基磷酸2-舞基乙酯等含有磷 

酸基之乙烯系單體；氯乙烯等含有氯原子之乙烯系單體等。
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又，共聚合性不飽和單體亦可適宜地選擇並使用例如 

己二醇二（甲基）丙烯酸酯、（聚）乙二醇二（甲基）丙烯酸酯、 

（聚）丙二醇二（甲基）丙烯酸酯、新戊二醇二（甲基）丙烯酸 

酯、季戊四醇二（甲基）丙烯酸酯、三翅甲基丙烷三（甲基） 

丙烯酸酯、季戊四醇三（甲基）丙烯酸酯、二季戊四醇六（甲 

基）丙烯酸酯、丙烯酸環氧酯、聚酯之丙烯酸酯、胺基甲酸 

酯之丙烯酸酯、二乙烯基苯、二（甲基）丙烯酸丁酯或二（甲 

基）丙烯酸己酯等各種多官能系單體。

當然，共聚合性不飽和單體可單獨使用，亦可將2種 

以上組合使用。

（化合物（C））
含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基，且 

含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合 

物（C）（有時稱為「化合物（C） J ）只要分子中至少具有一個對 

含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基（有時稱為「不飽 

和鍵反應性基」），並且分子中至少具有一個對水解性含矽 

原子基具有反應性之官能基（有時稱為「水解反應性基」） 

之化合物（例如，單體成分）即可，並無特別限制。化合物

（C）可單獨使用，亦可將2種以上組合使用。

化合物（C）中，對含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官 

能基（不飽和鍵反應性基），只要對含有烯類不飽和鍵（烯類 

碳-碳雙鍵）之基具有反應性（尤其，加成反應或聚合反應等） 

之官能基即可，並無特別限制，可列舉含有烯類不飽和鍵 
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之基或蔬基等，其中以含有烯類不飽和鍵之基或蔬基為較 

佳。再者，做為不飽和鍵反應性基之含有烯類不飽和鍵之 

基，與上述同樣地，只要為含有烯類不飽和鍵（烯類碳-碳 

雙鍵）之基即可，並無特別限制，而可為例如乙烯基、1- 
甲基乙烯基（異丙烯基）、或1-乙基乙烯基等1-烷基乙烯基 

等。其中以乙烯基或異丙烯基為較佳（而以乙烯基為特佳）。

化合物（C）中，對水解性含矽原子基具有反應性之官能 

基（水解反應性基），只要對水解性含矽原子基具有反應性 

（尤其，因水解產生之反應性）之官能基即可，並無特別限 

制，然而以水解性含矽原子基 為較佳。

.因此，做為化合物（C）者，可使用具有水解性含矽原子 

基及含 烯類不 飽和鍵 之基之 化合物（具 有含 烯類不 飽和鍵 

之基之矽烷系化合物），或具有水解性含矽原子基及毓基之 

化合物（具有藐基之矽烷系化合物）。

化合物（C）中，為水解反應性基之具有水解性含矽原子 

基，與上述同樣地，以水解性矽烷基為較佳，其中，以烷 

氧基矽烷基為更佳。烷氧基矽烷基中之烷氧基以例如甲氧 

基、乙氧基、丙氧基、異丙氧基、丁氧基、異丁氧基、第 

二丁氧基或第三丁氧基等C1 一4烷氧基（碳數1至4之烷氧基） 

為較佳，其中以甲氧基、乙氧基或丙氧基為更佳（又以甲氧 

基或乙氧基為特佳）。當然亦可為碳數5以上之烷氧基。

此等烷氧基通常以1至3個（而以2或3個為較佳）鍵 

結於一個矽原子。再者，烷氧基可為單種，亦可為2種以 

上之組合。亦即，一個矽原子上可鍵結同一種烷氧基，亦
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可鍵結2種以上不同烷氧基之組合。

因此，化合物（C）之水解反應性基以例如下列式（10）表
示之反應性矽烷基為較佳。

ο
 

丨si
—

［式（10）中，R23表示氫原子或煙基］

上述（1 0）中，R23之煙基可為例如脂肪族煙基、脂環式 

煙基、或芳香族煙基等。R?3之脂肪族煙基包括例如甲基、 

乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第三丁基、第二丁 

基、正戊基、己基、庚基、辛基、2 -乙基己基、壬基、癸 

基、十一烷基、十二烷基、十三烷基、十四烷基、十五烷 

基、十六烷基、十七烷基或十八烷基等碳數約1至20之烷 

基等。又，R23之脂肪族煙基亦可使用對應於上述烷基之 

烯基、烷二烯基或烘基等，其不飽和鍵之位置無特別限制。

又，R23之脂環式煙基除為例如構成環己基等環之碳 

數約5至10之環烷基之外，可為具有多環式煙環（例如降 

冰片烷中之煙環等架橋環等）之基等。R23之芳香族煙基可 

為例如苯基或荼基等芳香基等。再者，芳香族煙基之芳香 

族環可使用苯環或稠合碳環（例如，荼環等2至1 0個4至 

7員碳環稠合而成之稠合碳環等）等。

為Ρ?’者，以脂肪族煙基等煙基（尤其烷基）為較佳， 

其中以碳數約1至10之烷基為較佳（而以1至6為更佳， 

以1至4為特佳）。

再者，R23之煙基亦可具有取代基。又，經由該取代
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基，亦可將Ρ?’之煙基與其他煙基鍵結而形成環（芳香族環 

或非芳香族環）。

上述式（10）表示之反應性矽烷基只要在1個矽原子上 

至少具有1個發揮反應性之「-OR23」基即可。再者，在一 

個矽原子上可鍵結之「-OR?’」基之數為1個、2個或3個。 

又，一個矽原子上有複數個「-OR?’」基鍵結時，「-OR23」 

基可全部相同，亦可部分不同。

再者，一個矽原子上與「-OR23」基1個或2個鍵結時， 

亦可為1個或2個氫原子或煙基等基與矽原子鍵結。具體 

而言，反應性矽烷基可為下列式（10a）或（10b）表示之反應性 

矽烷基等。

（OR23） pl

——Si—— （10a）

(OR23)p2

［式（10a）及（10b）中，R24表示氫原子或煙基；又，R23與上 

述相同；pl為1或2 ； P2為1、2或3 ；再者，R23或r24 

可分別與鍵結於相同或相異之矽原子之R23或R?4鍵結］

上述式（10a）及（10b）中，之煙基可使用與 R23之煙 

基相同之煌基（例如脂肪族煙基、脂環式煙基、或芳香族煙 

基等）。具體而言，R24之脂肪族焼基包括甲基、乙基、丙
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基、異丙基、丁基、異丁基、第三丁基、第二丁基、正戊 

基、己基、庚基、辛基、2-乙基己基、壬基、癸基、十一 

烷基、十二烷基、十三烷基、十四烷基、十五烷基、十六 

烷基、十七烷基或十八烷基等碳數約1至20之烷基，或對 

應於上述烷基之烯基、烷二烯基或块基等。再者，R24之 

脂肪族煙基為例如烯基時，可為末端具有碳-碳雙鍵（乙烯 

類碳-碳雙鍵）之烯基，亦可為分子內具有碳-碳雙鍵（非乙烯 

類碳-碳雙鍵）之烯基。此種方式下，R24為脂肪族不飽和煙 

基時,其不飽和鍵之位置並無特別限制。

又，R24之脂環式煙基或芳香族煙基，可為上述R23 
之脂環式煙基或芳香族煙基中例示之脂環式煙基或芳香族 

煙基等。

R?4以脂肪族煙基等煙基（尤其烷基）為較佳，其中以碳 

數約1至10之烷基為較佳（而以1至6為更佳，以1至4 
為特佳）。

再者，上述式（10a）及（10b）中，R?3及R?4之煙基亦可 

分別具有取代基。又，經由該取代基等，亦可將R?3或R24 
之煙基與其他煙基（例如，鍵結於其他矽原子之R23或R24 
之煙基等）鍵結而形成環（芳香族環或非芳香族環）。

又，R23可與鍵結於相同或相異之矽原子上之 R23或 

R24鍵結，R24可與鍵結於相同或相異之矽原子上之R23或 

R24鍵結。Κ?’或R?4與鍵結於不同之矽原子上之R23或R24 
鍵結時，上述之矽原子可為同一分子中之矽原子，亦可為 

不同分子中之矽原子。互相鍵結之R23或R24之矽原子，
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為在同一分子中時，則構成環，而在不同分子中時，則構 

成交聯構造。

ρ'為1或2，而以2為較佳。再者‘ρ】為2時，意指 

RW不存在，而在式（10a）中之矽原子上有2個「-OR?'」基 

鍵結。

ρ?為1、2或3；而以2或3為較佳。再者，p2為3時， 

意指R24不存在，而在式（10b）中之矽原子上有3個r -OR23 j 
基鍵結。

再者，含有上述之反應性矽烷基之化合物，其反應性 

矽烷基為上述式（10a）表示之反應性矽烷基時，可含有上述 

式（10a）表示之反應性矽烷基之重複單元或重複單元之一 

部份，或者，亦可不含重複單元（或重複單元之一部份）， 

而含有單一之2價基。

此種上述式（10a）表示之反應性矽烷基之一端部，可與 

上述式（10b）表示之反應性矽烷基鍵結，亦可與其他基鍵 

結。

反應性矽烷基以上述式（10b）表示之反應性矽烷基為 

較佳。上述式（10b）表示之反應性矽烷基，具體而言，可為 

三甲氧基矽烷基、三乙氧基矽烷基、三丙氧基矽烷基、三 

異丙氧基矽烷基、三丁氧基矽烷基、三異丁氧基矽烷基、 

三第二丁氧基矽烷基、三第三丁氧基矽烷基等三烷氧基矽 

烷基，甲基二甲氧基矽烷基、甲基二乙氧基矽烷基、甲基 

二丙氧基矽烷基、甲基二丁氧基矽烷基、乙基二甲氧基矽 

烷基、乙基二乙氧基矽烷基、乙基二丙氧基矽烷基、乙基
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二丁氧基矽烷基、丙基二甲氧基矽烷基、丙基二乙氧基矽 

烷基、丙基二丙氧基矽烷基、丙基二丁氧基矽烷基等烷基 

二烷氧基矽烷基，或與其等對應之二烷基（單）烷氧基矽烷 

基等。又，可為相當於此等烷基二烷氧基矽烷基或二烷基 

（單）烷氧基矽烷基之烷基成為氫原子之二烷氧基矽烷基或 

烷氧基矽烷基等。再者，可為相當於將上述三烷氧基矽烷 

基、烷基二烷氧基矽烷基、或二烷基（單）烷氧基矽烷基水 

解，至少~~個烷氧基成為經基之含有舞.基之矽烷基等。

化合物（C）中，為含有上述反應性矽烷基之化合物（有 

時稱為「含有反應性矽烷基之化合物」）時，只要分子中至 

少具有一個對 含烯類 不飽和 鍵之基 具有反 應性之 官能基 

（不飽和鍵反應性基），同時至少具有一個如上述式（10）表示 

之含有反應性矽烷基即可。此種含有反應性矽烷基之化合 

物中，上述式（10a）及（10b）表示之反應性矽烷基，可為經由 

或不經由2價有機基，與不飽和鍵反應性基連結之含有反 

應性矽烷基之化合物等。

不飽和鍵反應性基如上文所述，除乙烯基、1 -甲基乙 

烯基（異丙烯基）、或1-乙基乙烯基等1-烷基乙烯基（而以乙 

烯基或異丙烯基為較佳，以乙烯基為特佳）等含有烯類不飽 

和鍵之基外，可為驟基等。

另一方面，上述之2價有機基可為例如伸烷基、伸芳 

基、伸烷基-伸芳基、或伸烷基-伸芳基-伸烷基等只藉由煙 

基構成之2價煙基，藉由2價煙基與2價其他基［例如，氧 

基（oxy）、残基、残基-氧基、氧基-録基、氧基-競基-氧基、 
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硫基、硫代手炭基、硫代羊炭基-氧基、孑炭基-硫基、氧基-硫代 

職基-氧基、硫基-羊炭基-硫基、含有醯胺鍵之基（-NHCO-基 

或-CONH-基等）、含有醯亞胺鍵（-CONHCO-基）之基、含有 

胺基甲酸酯 鍵之基（-NHCOO-基或-OCONH-基等）、或 含有 

服鍵之基（-NHCONH-基，含有尿素鍵之基）等］之各種組合 

構成之各種2價有機基（例如，伸烷基-氧基-伸烷基、伸烷 

基-殺基-氧基-伸烷基、伸烷基-氧基-残基■■伸烷基、氧基- 

伸烷基、残基-氧基-伸烷基、氧基书炭基-伸烷基、氧基-伸 

芳基、朦基-氧基-伸芳基、氧基-我基-伸芳基、伸烷基-氧 

基-舞.基-伸芳基-我.基·■氧基-伸烷基等）等。

具體而言，為不飽和鍵反應性基之含有烯類不飽和鍵 

之基經由2價基連結之形態，可為例如將乙烯基經由2價 

基連結之形態，例如，烯丙基（2-丙烯基）等乙烯基-烷基， 

乙烯基-苯基或烯丙基··苯基等乙烯基-（烷基）-芳基，乙烯基 

-環己基或烯丙基-環己基等乙烯基-（烷基）-環烷基，（甲基） 

丙烯醯基（丙烯醯基或甲基丙烯醯基），（甲基）丙烯醯氧乙基 

或（甲基）丙烯醯氧丙基等（甲基）丙烯醯氧烷基，（甲基）丙烯 

醯氧苯基等（甲基）丙烯醯氧芳基，乙烯基-氧職基-伸苯基- 

我氧基-乙基、乙烯基-氧朦基·■伸苯基-学炭氧基-丙基、烯丙 

基-氧眾基-伸苯基■•眾氧基-乙基、或烯丙基-氧戒基-伸苯基 

-眾氧基-丙基等乙烯基-（烷基）··氧菽基-伸苯基-職氧基-烷 

基等。當然，含有烯類不飽和鍵之基經由2價基連結之形 

態，其中將1-烷基乙烯基（1-甲基乙烯基等）經由2價基連 

結之形態，例如為與上述乙烯基經由2價基連結之形態對
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應之連結形態。

又，做為不飽和鍵反應性基之蔬基經由2價基連結之 

形態，例如為與上文例示之做為不飽和鍵反應性基之含有 

烯類不飽和鍵之基經由2價基連結之連結形態對應之連結 

形態（例如，蔬烷基、蔬基-（烷基）-芳基或疏基-（烷基）-環烷 

基等）等。

在本發明中，為化合物（C）之含有反應性矽烷基之化合 

物，可適當地使用做為不飽和鍵反應性基之乙烯基經由或 

不經由2價有機基與上述式（1 Ob）所示之反應性矽烷基之矽 

原子連結而成之烯類不飽和化合物（含有乙烯基之矽烷偶 

合劑），或者做為不飽和鍵反應性基之蔬基經由或不經由2 
價有機基與上述式（10b）表示之反應性矽烷基之矽原子連 

結而成之蔬基系化合物（含有毓基之矽烷偶合劑）。

含有乙烯基之矽烷偶合劑，例如將乙烯基不經由2價 

有機基而直接與反應性矽烷基之矽原子連結之情況5可為 

例如乙烯基三甲氧基矽烷、乙烯基三乙氧基矽烷、乙烯基 

三丙氧基矽烷、乙烯基三異丙氧基矽烷或乙烯基三丁氧基 

矽烷等乙烯基三烷氧基矽烷，乙烯基甲基二甲氧基矽烷、 

乙烯基甲基二乙氧基矽烷、乙烯基甲基二丙氧基矽烷、乙 

烯基甲基二異丙氧基矽烷、乙烯基甲基二丁氧基矽烷、乙 

烯基乙基二甲氧基矽烷、乙烯基乙基二乙氧基矽烷、乙烯 

基乙基二丙氧基矽烷、乙烯基乙基二異丙氧基矽烷、乙烯 

基乙基二丁氧基矽烷、乙烯基丙基二甲氧基矽烷、乙烯基 

丙基二乙氧基矽烷、乙烯基丙基二丙氧基矽烷、乙烯基丙
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基二異丙氧基矽烷、乙烯基丙基二丁氧基矽烷等（乙烯基） 

烷基二烷氧基矽烷，或對應於其等之（乙烯基）二烷基（單） 

烷氧基矽烷等。

又，含有乙烯基之矽烷偶合劑，例如在將乙烯基經由 

2價有機基而與反應性矽烷基之矽原子鍵結之情況，視2 
價有機基之種類而定；亦可為與上述之乙烯基不經由2價 

有機基而直接與反應性矽烷基之矽原子鍵結之情況對應 

者。具體而言，含有乙烯基之矽烷偶合劑，例如在乙烯基 

經由2價有機基與反應性矽烷基之矽原子鍵結且上述2價 

有機基為伸烷基之情況，可為乙烯基甲基三甲氧基矽烷、 

乙烯基甲基三乙氧基矽烷、/9-乙烯基乙基三甲氧基矽烷、 

6 -乙烯基乙基三乙氧基矽烷、g -乙烯基乙基三丙氧基矽 

烷、6 -乙烯基乙基三異丙氧基矽烷、6 -乙烯基乙基三丁 

氧基矽烷、7 -乙烯基丙基三甲氧基矽烷、7 -乙烯基丙基 

三乙氧基矽烷、7 -乙烯基丙基三丙氧基矽烷、7 -乙烯基 

丙基三異丙氧基矽烷、或7-乙烯基丙基三丁氧基矽烷等乙 

烯基烷基三烷氧基矽烷，/3-乙烯基乙基甲基二甲氧基矽 

烷、/3 -乙烯基乙基甲基二乙氧基矽烷、7"-乙烯基丙基甲 

基二甲氧基矽烷、7 -乙烯基丙基甲基二乙氧基矽烷、7 - 
乙烯基丙基甲基二丙氧基矽烷、7-乙烯基丙基甲基二異丙 

氧基矽烷、7 -乙烯基丙基甲基二丁氧基矽烷、7-乙烯基 

丙基乙基二甲氧基矽烷、7 -乙烯基丙基乙基二乙氧基矽 

烷、丁 -乙烯基丙基乙基二丙氧基矽烷、7 -乙烯基丙基乙 

基二異丙氧基矽烷、或γ -乙烯基丙基乙基二丁氧基矽烷等
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（乙烯基烷基）烷基二烷氧基矽烷，或對應於其等之（乙烯基 

烷基）二烷基（單）烷氧基矽烷等。

再者，含有乙烯基之矽烷偶合劑，例如將乙烯基經由 

2價有機基而與反應性矽烷基之矽原子鍵結，且上述2價 

有機基為殻氧伸烷基之情況，可為（甲基）丙烯醯氧甲基-三 

甲氧基矽烷、（甲基）丙烯醯氧甲基-三乙氧基矽烷、2-（甲基） 

丙烯醯氧乙基-三甲氧基矽烷、2-（甲基）丙烯醯氧乙基-三乙 

氧基矽烷、2-（甲基）丙烯醯氧乙基-三丙氧基矽烷、2-（甲基） 

丙烯醯氧乙基-三異丙氧基矽烷、2-（甲基）丙烯醯氧乙基- 

三丁氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-三甲氧基矽烷、 

3-（甲基）丙烯醯氧丙基-三乙氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧 

丙基-三丙氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-三異丙氧基矽 

烷、或3-（甲基）丙烯醯氧丙基-三丁氧基矽烷等（甲基）丙烯 

醯氧烷基-三烷氧基矽烷，（甲基）丙烯醯氧甲基-甲基二甲氧 

基矽烷、（甲基）丙烯醯氧甲基-甲基二乙氧基矽烷、2-（甲基） 

丙烯醯氧乙基-甲基二甲氧基矽烷、2-（甲基）丙烯醯氧乙基- 

甲基二乙氧基矽烷、2-（甲基）丙烯醯氧乙基-甲基二丙氧基 

矽烷、2-（甲基）丙烯醯氧乙基-甲基二異丙氧基矽烷、2-（甲 

基）丙烯醯氧乙基-甲基二丁氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙 

基-甲基二甲氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-甲基二乙氧 

基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-甲基二丙氧基矽烷、3-（甲 

基）丙烯醯氧丙基-甲基二異丙氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧 

丙基-甲基二丁氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-乙基二甲 

氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-乙基二乙氧基矽烷、
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3-（甲基）丙烯醯氧丙基-乙基二丙氧基矽烷、3-（甲基）丙烯 

醯氧丙基-乙基二異丙氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基- 

乙基二丁氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-丙基二甲氧基· 

矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基-丙基二乙氧基矽烷、3-（甲基） 

丙烯醯氧丙基-丙基二丙氧基矽烷、3-（甲基）丙烯醯氧丙基- 

丙基二異丙氧基矽烷、或3-（甲基）丙烯醯氧丙基-丙基二丁 

氧基矽烷等（甲基）丙烯醯氧烷基-烷基二烷氧基矽烷，或對 

應於其等之（甲基）丙烯醯氧烷基-二烷基（單）烷氧基矽烷 

等。

又，含有読基之矽烷偶合劑，例如對應於上文例示之 

含有乙烯基之矽烷偶合劑（尤其，乙烯基經由2價有機基與 

反應性矽烷基之矽原子鍵結且上述2價有機基為伸烷基之 

情況所例示之含有乙烯基之矽烷偶合劑者）等。具體而言， 

含有蔬基之矽烷偶合劑，可為蔬甲基三甲氧基矽烷、舞甲 

基三乙氧基矽烷、8-毓乙基三甲氧基矽烷、£-毓乙基三 

乙氧基矽烷、8-蔬乙基三丙氧基矽烷、6-蔬乙基三異丙 

氧基矽烷、8-蔬乙基三丁氧基矽烷、7-號丙基三甲氧基 

矽烷、7-蔬丙基三乙氧基矽烷、7-藐丙基三丙氧基矽烷、 

7 -蔬丙基三異丙氧基矽烷或7-蔬丙基三丁氧基矽烷等蔬 

烷基三烷氧基矽烷；£-蔬乙基甲基二甲氧基矽烷、6-蔬 

乙基甲基二乙氧基矽烷、ζ-蔬丙基甲基二甲氧基矽烷、γ 

-蔬丙基甲基二乙氧基矽烷、7 -蔬丙基甲基二丙氧基矽 

烷、/ -蔬丙基甲基二異丙氧基矽烷、7 -蔬丙基甲基二丁 

氧基矽烷、7-蔬丙基乙基二甲氧基矽烷、7-蔬丙基乙基 
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二乙氧基矽烷、7-蔬丙基乙基二丙氧基矽烷、7-蔬丙基 

乙基二異丙氧基矽烷、或7·■蔬丙基乙基二丁氧基矽烷等 

（软烷基）烷基二烷氧基矽烷，或對應於其等之（疏烷基）二烷 

基（單）烷氧基矽烷等。

再者，上述式（10a）表示之含有反應性矽烷基之化合物 

及上述式（10b）表示之含有反應性矽烷基之化合物包括含 

有相同反應性矽烷基之化合物，在該情況，可歸類為含有 

式（1 0a）或式（1 Ob）中任一式表示之反應性矽烷基之化合物。

（具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D））
具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D）（有時稱為 

「矽烷系化合物（D）」）只要分子中至少具有一個對水解性 

含矽原子基具有反應性之官能基即可，並無特別限制。矽 

烷系化合物（D）可單獨使用，亦可將2種以上組合使用。

矽烷系化合物（D）中做為水解性含矽原子基者，與上述 

同樣，以水解性矽烷基為較佳，其中以烷氧矽烷基為更佳。 

烷氧基矽烷基中之烷氧基以例如甲氧基、乙氧基、丙氧基、 

異丙氧基、丁氧基、異丁氧基、第二丁氧基、第三丁氧基 

等C]_4烷氧基為較佳，其中以甲氧基、乙氧基或丙氧基為 

更佳（又以甲氧基或乙氧基為特佳）。當然亦可為碳數5以 

上之烷氧基。

此等烷氧基通常以1至3個（而以2或3個為較佳）鍵 

結於一個矽原子上。再者，烷氧基可為單獨，亦可為2種 

以上之組合。亦即，一個矽原子上可鍵結同一種烷氧基 ，
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亦可鍵結2種以上不同烷氧基之組合。

矽烷系化合物（D）可使用例如下列式（11）表示之具有 

水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D）：

OR25

——Si—- （11）

［式（11）中，R25表示氫原子或煙基］。

上述式（11）中，R25之煙基，例如為與上述式（10）中R23 
之煙基同樣之煙基（脂肪族煙基、脂環式煙基、或芳香族煙 

基等）。R25以脂肪族煙基（尤其烷基）為較佳。具體而言， 

R25之脂肪族煙基包括例如甲基、乙基、丙基、異丙基、 

丁基、異丁基、第三丁基、第二丁基、正戊基、己基、庚 

基、辛基' 2 -乙基己基、壬基、癸基、十一烷基、十二烷 

基、十三烷基、十四烷基、十五烷基、十六烷基、十七烷 

基或十八烷基等碳數約1至20之烷基等。之脂肪族煙 

基，其中以使用碳數約1至10之烷基為較佳（而以1至6 
為更佳，以1至4為特佳）。

再者，R25之煙基亦可具有取代基。又，經由該取代 

基等，亦可將Β?’之煙基與其他煙基鍵結而形成環（芳香族 

環或非芳香族環）。

此種矽烷系化合物（D）只要在1個矽原子上具有至少1 
個可發揮水解性之「-OR?' j基即可。再者，在一個矽原子 

上可鍵結之「-OR25 j基之數為1個、2個、3個或4個。 

又，一個矽原子上有複數個「-OR25」基鍵結時，「-OR25」
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基可全部相同,亦可部分不同。

再者，一個矽原子上鍵結有1個、2個或3個「-OR"」 

基時，亦可為1個、2個或3個氫原子或煙基等與矽原子 

鍵結。具體而言，矽烷系化合物（D）可使用下列式（lla）^（llb） 
或（11c）表示之具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物等。

(OR25)ql

——Si——
(Μ) 1

2-q

(OR25)q2

(r26) 3 — Si_(OR25) 3
4-q q

(lla)

(lib)

(He)

［式（lla）、（11b）及（lie）中，R26表示氫原子或煙基；又， 

R25與上述相同；qi為1或2 ； q2為1、2或3 ； q3為1、2、 

3或4 ；再者，R25或R26可分別與鍵結於相同或相異之矽 . 

原子上之或R?6鍵結］。

上述式（lla）、（lib）及（lie）中，R26之煙基可使用與R24 
之煙基相同之煙基（例如脂肪族煙基、脂環式煙基、或芳香 

族煙基等）。做為R 2 6者以脂肪族焼基等煙基（尤其烷基）為 

較佳。

再者，R26之煙基亦可具有取代基。當然，R?5亦可如

上述一般具有取代基。又，經由該取代基等，亦可將 R25 
或之煙基與其他煙基（例如，鍵結於其他矽原子之R25
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或R?6之煙基等）鍵結而形成環（芳香族環或非芳香族環）。

又，R25可與鍵結於相同或相異之矽原子上之 R25或 

R26鍵結，可與鍵結於相同或相異之矽原子上之R25或 

R26鍵結。或R?6與鍵結於不同之矽原子上之R?5或R26 
鍵結時，上述之矽原子可為同一分子中之矽原子，亦可為 

不同分子中之矽原子。互相鍵結之Ρ?’或R26之矽原子， 

為在同一分子中時5則構成環5而在不同分子中時5則構 

成交聯構造。

qi為1或2，而以2為較佳。再者，q'為2時，意指 

R26不存在，而在式（Ila）中之矽原子上有2個「-OR?’」基 

鍵結。

q2為1、2或3；而以2或3為較佳。再者，q2為3時， 

意指不存在，在式（lib）中之矽原子上有3個「-OR25」 

基鍵結。

q3為1、2、3或4；而以2、3或4為較佳。再者，q3 
為4時，意指R?6不存在，在式（11c）中之矽原子上有4個 

r -OR25 j基鍵結。

再者，關於矽烷系化合物（D），該水解性含矽原子基為 

上述式（11 a）表示之水解性含矽原子基時，可含有上述式 

（11 a）表示之水解性含矽原子基之重覆單元或重覆單元之 

一部份，或者，亦可不含重覆單元（或重覆單元之一部份）， 

而含有單一之2價基。

再者，上述式（11 a）表示之矽烷系化合物（D）、上述式 

（11b）表示之矽烷系化合物（D），及上述式（lie）表示之矽烷 
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系化合物（D），有包括相同矽烷系化合物（D）之情況5在該 

情況中，可適當地歸類為以式（Ila）、式（11b）或式（11c）中之 

任一式表示之化合物。

因此，矽烷系化合物（D）只要分子中至少具有一個上述 

式（11）表示之水解性含矽原子基即可。矽烷系化合物（D）以 

使用例如下式（12a）表示之矽烷系化合物（D）或下式（12b）表 

示之矽烷系化合物（D）為佳。

/ （OR?? \

R28O  Si ——Ο -4- R27 （12a）
\ （Μ"「丿s

［式（12a）中，R27及R28，可相同或相異，表示氫原子或煙 

基；r為1或2 ； s為1以上之整數；R25及R26與上述者相 

同］。

［式（12b）中，R29表示OR25或R26 ; R30表示有機基；t為1 
以上之整數；Β?'及R?6與上述者相同］。

上述式（12a）中，R27及R28之煙基可為與R25之煙基相 

同之煙基，R27及 R28之煙基以脂肪族煙基為較佳，再者 

R27及R28以相同或不同之烷基為更佳。又，R27及R28可 

為與R25相同之煙基，亦可為不同之煙基。
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r為1或2，而以2為較佳。再者，「為2時，意指R26 
不存在，且在式（12a）中之矽原子上有2個「-OR?'」基鍵 

結。

s為1以上之整數。上述式（12a）表示之矽烷系化合物

（D），s為1時意指為單體，s爲2以上之整數時意指為寡 

聚物或聚合物等多量體。

上述式（12a）表示之矽烷系化合物（D）中，單體形態之 

矽烷系化合物（D）可為例如四甲氧基矽烷、四乙氧基矽烷、 

四丙氧基矽烷、四異丙氧基矽烷、四丁氧基矽烷等四烷氧 

基矽烷；甲氧基三乙氧基矽烷等烷氧基三烷氧基矽烷，或 

二甲氧基二乙氧基矽烷等二烷氧基二烷氧基矽烷等。又， 

多量體形態之矽烷系化合物（D）可為例如聚四甲氧基矽 

烷、聚四乙氧基矽烷、聚四丙氧基矽烷、聚四異丙氧基矽 

烷、聚四丁氧基矽烷等聚四烷氧基矽烷；聚（甲氧基乙氧基 

矽烷）等聚（烷氧基烷氧基矽烷），或聚（甲氧基矽烷）、聚（乙 

氧基矽烷）、聚（丙氧基矽烷）、聚（異丙氧基矽烷）、或聚（丁 

氧基矽烷）等聚（烷氧基矽烷），聚（甲氧基甲基矽烷）、聚（甲 

氧基乙基矽烷）、聚（乙氧基甲基矽烷）等聚（烷氧基烷基矽烷） 

等。

另一方面，在上述式（12b）中，R29為OR?'或，相 

同之矽原子上鍵結之複數個OR25或R26，可為相同亦可相 

異。

R30之有機基可為煙基，或該煙基之主鏈中具有碳原 

子以外之原子（氧原子、氮原子或硫原子等）含雜原子之基 
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等。相關之煙基或含有雜原子之基，可具有ί價或多 

償之任何形態。

R3°之有機基以使用1價之煙基為較佳。該煙基可為 

例如烷基或烯基等脂肪族煙基，環烷基等脂環式煙基，或 

芳基等芳香族煙基等，以脂肪族煙基為佳。具體而言，R30 
之脂肪族煙基可為例如甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、 

異丁基、第三丁基、第二丁基、正戊基、己基、庚基、辛 

基、2 -乙基己基、壬基、癸基、十一烷基、十二烷基、十 

三烷基、十四烷基、十五烷基、十六烷基、十七烷基或十 

八烷基等碳數約1至20（其中以1至10為較佳，以1至6 
為更佳，而以1至4為特佳）之烷基，或對應於該烷基之烯 

基（例如除乙烯基、異丙烯基、或1-乙基乙烯基等1-烷基 

乙烯基之外，尚可為烯丙基、2-丁烯基或3-丁烯基等碳數 

2至20之烯基等）、烷二烯基或烘基等。

又，Ρ?。相關之脂環式煙基除可為例如構成環己基等 

環之碳數約5至10之環烷基之外，尚可為具有多環式煙環 

（例如，降冰片烷之煙環等架橋環等）之基等。R30相關之芳 

香族煌基可為例如苯基或荼基等芳基等。該芳香族煙基之 

芳香旅環可為苯環或稠合碳環（例如，荼環等2至10個4 
至7員碳環稠合而成之稠合碳環等）等。

Β?。相關之煙基或含有雜原子之基，可具有單數或複 

數個取代基。該取代基可為其他煙基［例如，脂肪族煙基（乙 

烯基、異丙烯基、1-乙基乙烯基等1-烷基乙烯基、或烷基 

等）、脂環式焼基或芳香族煙基等］、毓基、經取代之氧舞 
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基、發基、瘗基、烷氧基、環氧基、環氧基-氧基（縮水甘 

油氧基）、環氧基-烷氧基、環氧基-芳氧基、環氧基-環烷氧 

基、異氤酸基、胺基、氯基、辨基、酮基、醯基、醯氧基、 

經取代之氧基、或含有雜環之基等。取代基可只有一種， 

亦可為2種以上之組合。再者，將2種以上取代基組合時， 

該2種以上取代基可分別鍵結於相同或相異之原子（碳原 

子等），又，任何一個取代基亦可依照需要經由其他基與其 

他取代基鍵結。

因此，R30除可為乙烯基或毓基等烯類不飽和反應性 

基之外5亦可為乙烯基-有機基、或毓基-有機基等烯類不 

飽和反應性基-有機基等。亦即，做為Ρ?。之乙烯基或蔬基 

等烯類不飽和反應性基，可為經由或不經由2價有機基而 

與水解性含矽原子基之矽原子鍵結之形態之基。具體而 

言，R3°除例如為乙烯基或毓基之外，可為乙烯基-烷基、 

乙烯基-（烷基）-芳基、乙烯基-（烷基）-環烷基、（甲基）丙烯 

醯基、（甲基）丙烯醯氧烷基（乙烯基-残氧烷基）、（甲基）丙 

烯醯氧芳基、蔬基-烷基、蔬基-（烷基）-芳基、或蔬基-（烷 

基）-環烷基等。

t只要為1以上之整數即可，並無特別限制，然而以1 
至4之整數為較佳（其中以1或2為更佳，以1為特佳）。 

再者，t為2以上整數之情況，意指R?。之有機基與2個水 

解性含矽原子基鍵結。再者，R30為多價有機基之情況， 

通常t為2以上之整數，例如R?。為多價有機基且t為2 
之情況，可為R'。之多價有機基兩末端具有水解性含矽原
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子基之矽烷系化合物。

上述式（12b）表示之矽烷系化合物（D），具體而言，在 

R3 °為烷基之情況，可為例如甲基三甲氧基矽烷、乙基三 

甲氧基矽烷、甲基三乙氧基矽烷、甲基三乙氧基矽烷、甲 

基三丙氧基矽烷、乙基三丙氧基矽烷、丙基三丙氧基矽烷、 

異丙基三丙氧基矽烷、丁基三丙氧基矽烷、甲基三異丙氧 

基矽烷、乙基三異丙氧基矽烷、丙基三異丙氧基矽烷、甲 

基三丁氧基矽烷、乙基三丁氧基矽烷、或丙基三丁氧基矽 

烷等烷基三烷氧基矽烷，或者二甲基二甲氧基矽烷、二甲 

基二乙氧基矽烷、二甲基二丙氧基矽烷、二甲基二異丙氧 

基矽烷、二甲基二丁氧基矽烷、二乙基二甲氧基矽烷、二 

乙基二乙氧基矽烷、二乙基二丙氧基矽烷、二乙基二異丙 

氧基矽烷、二乙基二丁氧基矽烷、二丙基二甲氧基矽烷、 

二丙基二乙氧基矽烷、或二丙基二丙氧基矽烷等二烷基二 

烷氧基矽烷之外，尚可為與其等對應之三烷基烷氧基矽烷 

等。

上述式（12b）表示之矽烷系化合物（D），為乙烯基或 

蔬基等烯類不飽和反應性基，或者乙烯基-有機基或蔬基- 

有機基等烯類不飽和反應性基-有機基時，上述式（12b）表 

示之矽烷系化合物（D），可為上述化合物（C）例示之含有乙 

烯基之矽烷偶合劑或含有毓基之矽烷偶合劑等。亦即，上 

述式（12b）表示之矽烷系化合物（D）包含化合物（C）。具體而 

言，例如上述式（12b）表示之矽烷系化合物（D），為乙烯 

基時，可為例如乙烯基三甲氧基矽烷、乙烯基三乙氧基矽 
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烷、乙烯基三丙氧基矽烷、乙烯基三異丙氧基矽烷、乙烯 

基三丁氧基矽烷等乙烯基三烷氧基矽烷之外，尚可為與其 

等對應之乙烯基烷基二烷氧基矽烷等。又5 R* 為乙烯基- 

烷基時，可為乙烯基甲基三甲氧基矽烷、乙烯基甲基三乙 

氧基矽烷、8-乙烯基乙基三甲氧基矽烷、乙烯基乙基 

三乙氧基矽烷、6・乙烯基乙基三丙氧基矽烷、6-乙烯基 

乙基三異丙氧基矽烷、或8-乙烯基乙基三丁氧基矽烷、7 
-乙烯基丙基三甲氧基矽烷、乙烯基丙基三乙氧基矽

烷、7 -乙烯基丙基三丙氧基矽烷、乙烯基丙基三異丙 

氧基矽烷、7 -乙烯基丙基三丁氧基矽烷等乙烯基烷基三烷 

氧基矽烷之外，尚可為與其對應之乙烯基烷基烷基二烷氧 

基矽烷等。再者，R3°為就基-烷基時，可為蔬基甲基三甲

氧基矽烷、蔬基甲基三乙氧基矽烷 Β"* 蔬基乙基三甲氧基

矽烷、 B ■噱ί基乙基三乙氧基矽烷、 6-蔬基乙基三丙氧基

基矽烷

基矽烷

/5 -毓基乙基三異丙氧基矽烷

、r -毓基丙基三甲氧基矽烷

、7 -蔬基丙基三丙氧基矽烷

β 基乙基三丁氧

7-蔬基丙基三乙氧

7・蔬基丙基三異丙

矽烷、

氧基矽烷' 或7 -毓基丙基三丁氧基矽烷等舞基烷基三烷氧

基矽烷之外，尚可為與其等對應之蔬基烷基烷基二烷氧基

矽烷等。

R30為具有取代基之烷基之情況，具體而言，取代基

為縮水甘油氧基時，可為例如6 -縮水甘油氧乙基三甲氧基 

矽烷、或6 -縮水甘油氧乙基三乙氧基矽烷、7 -縮水甘油 

氧丙基三甲氧基矽烷、7 -縮水甘油氧丙基三乙氧基矽烷、 
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7 -縮水甘油氧丙基三丙氧基矽烷、7 -縮水甘油氧丙基三 

異丙氧基矽烷、縮水甘油氧丙基三丁氧基矽烷等縮水甘 

油氧烷基三烷氧基矽烷，或者丁 -縮水甘油氧丙基甲基二甲 

氧基矽烷、7-縮水甘油氧丙基甲基二乙氧基矽烷、ζ-縮 

水甘油氧丙基乙基二甲氧基矽烷、7-縮水甘油氧丙基乙基 

二乙氧基矽烷等縮水甘油氧基烷基烷基二烷氧基矽烷之 

外，尚可為與其等對應之縮水甘油氧基烷基二烷基烷氧基 

矽烷等。又，為異氟酸基時，可為例如7 -異氯酸基丙基三 

甲氧基矽烷、7 -異氤酸基丙基三乙氧基矽烷、7-異氤酸 

基丙基三丙氧基矽烷、7-異氤酸基丙基三異丙氧基矽烷、 

或7-異氤酸基丙基三丁氧基矽烷等異氣酸基烷基三烷氧 

基矽烷，或者與其等對應之異氤酸基烷基烷基二烷氧基矽 

烷或異氤酸基烷基二烷基烷氧基矽烷等。再者，為胺基時， 

可為例如胺甲基三甲氧基矽烷、胺甲基三乙氧基矽烷、β - 

胺基乙基三甲氧基矽烷、6-胺基乙基三乙氧基矽烷、7 - 
胺基丙基三甲氧基矽烷、7-胺基丙基三乙氧基矽烷、γ - 

胺基丙基三丙氧基矽烷、7-胺基丙基三異丙氧基矽烷、τ 
-胺基丙基三丁氧基矽烷等胺基烷基三烷氧基矽烷，或者£ 

■■胺基乙基甲基二甲氧基矽烷、/3-胺基乙基甲基二乙氧基 

矽烷、7-胺基丙基甲基二甲氧基矽烷、7-胺基丙基甲基 

二乙氧基矽烷、或7-胺基丙基甲基二丙氧基矽烷等（胺基 

烷基）烷基二烷氧基矽烷之外，尚可為與其等對應之胺基烷 

基二烷基烷氧基矽烷等。又，具有其他取代基（經取代之氧 

舞基、技基、舞基、烷氧基、環氧基、環氧基-烷氧基、環 

89 316548



200526698

氧基-芳氧基、環氧基-環烷氧基、異氯酸基、氯基、其他 

煙基、陽基、酮基、醯基、醯氧基、經取代之氧基或含有 

雜環之基等）之矽烷系化合物（D），可為對應於上述例示之 

矽烷系化合物（D）者。

再者，上述式（12a）及（12b）表示之矽烷系化合物（D） 
中，亦包括相當於上文例示之含有烷氧基之矽烷系化合物 

之烷氧基變換為無基者之含有羟基之矽烷系化合物。

又，上述式（12a）表示之矽烷系化合物（D）與上述式（12b） 
表示之矽烷系化合物（D），有包括相同矽烷系化合物（D）之 

情況，在該情況，可適當地歸類為式（12a）及式（12b）中任何 

一方之式表示之矽烷系化合物（D）。

再者，上述式（12b）表示之矽烷系化合物（D）為含有乙 

烯基之矽烷偶合劑或含有蔬基之矽烷偶合劑時，該含有乙 

烯基之矽烷偶合劑或含有蔬基之矽烷偶合劑亦可利用做為 

化合物（C）。亦即，本發明中含有乙烯基之矽烷偶合劑或含 

有蔬基之矽烷偶合劑，可經使用做為矽烷系化合物（D）或化 

合物（C）之任一成分，亦可經使用做為兼具矽烷系化合物（D） 
及化合物（C）兩者之成分。再者，矽烷偶合劑或含有舞基之 

矽烷偶合劑做為矽烷系化合物（D），或者矽烷系化合物（D） 
及化合物（C）時，該矽烷偶合劑或含有蔬基之矽烷偶合劑， 

可為例如乙烯基-（烷基）-三烷氧基矽烷、乙烯基-（烷基）-烷 

基二烷氧基矽烷、蔬基烷基-三烷氧基矽烷、或蔬基烷基- 

烷基二烷氧基矽烷等之方式，具有在一個矽原子上鍵結複 

數（2或3）個具有烷氧基等水解性之基之形態，甚爲重要。
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在本發明中，矽烷系化合物（D），可採用具有對含烯類 

不飽和鍵之基具有反應性之官能基（乙烯性不飽和反應性 

基）之矽烷系化合物，與不具有烯類不飽和反應性基之矽烷 

系化合物之組合。使用具有烯類不飽和反應性基之矽烷系 

化合物與不具有烯類不飽和反應性基之矽烷系化合物之組 

合做為矽烷系化合物（D）時，具有烯類不飽和反應性基之矽 

烷系化合物，與不具有烯類不飽和反應性基之矽烷系化合 

物之比例5可從例如前者/後者（重量份）=1/99至99/1之範 

圍中選擇。再者，具有烯類不飽和反應性基之矽烷系化合 

物亦可為如上述可利用做為化合物（C）之化合物。

［乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方法］

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（亦即，具有乙 

烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，並且乙烯系 

聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由具有矽原子與 

氧原子鍵結之連結部連結而成之乙烯系-胺基甲酸酯系共 

聚物）之製造方法，只要為製造將乙烯系聚合物鏈部與胺基 

甲酸酯系聚合物鏈部經由具有矽原子與氧原子鍵結之連結 

部連結之形態之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之方法即 

可，並無特別限制，可為例如具備下列步驟（X）至（Y）之製 

造方法等。

步驟（X）：調製胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液之步驟。

步驟（Y）：在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水 
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溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合，且在上述聚合反應 

前、上述聚合反應時及上述聚合反應後之至少任一過程中 

使用化合物（C），以調製具有乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸 

酯系聚合物鏈部，並且乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系 

聚合物鏈部經由具有矽原子與氧原子鍵結之連結部連結之 

乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

在本發明中，步驟（Y）可為下列步驟（Yl-a）、（Yl-b）、 

（Yl-c）及（Yl-d）中任一步驟，或二步驟以上之組合之步驟。

步驟（Yl-a）:在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，進行烯類不飽和單體（B）之聚合，同時進行使用 

化合物（C）之反應，以調製含Si-Ο鍵連結部係低分子量或 

高分子量含Si-Ο鍵連結部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

之步驟。

步驟（Yl-b）:在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水 

溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合後，再進行使用化合物 

（C）之反應，以調製含Si-Ο鍵連結部係低分子量或高分子 

量含Si-Ο 鍵連結部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步 

驟。

步驟（Yl-c）:在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，進行利用化合物（C）之水解性反應性基之反應 

後，再聚合烯類不飽和單體（B），同時進行利用上述化合物 

（C）之不飽和鍵反應性基之反應，以調製含Si-Ο鍵連結部 

係低分子量或高分子量含Si-Ο鍵連結部之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物之步驟。
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步驟（Υ1 -d）-在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，利用化合物（C）之水解性反應性基進行反應後 ， 

再與烯類不飽和單體（B）聚合，同時利用上述化合物（C）之 

不飽和鍵反應性基進行反應，並且與此等反應並行地，利 ' 

用再添加之化合物（C）進行反應，以調製含Si-Ο鍵連結部 ' 

係低分子量或高分子量含Si-Ο鍵連結部之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物之步驟。

尤其，上述乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物為乙烯系-胺 

基甲酸酯系三元共聚物時，上述步驟（Y）可為「在胺基甲酸 . 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單體

（B）聚合，並且將化合物（C）與矽烷系化合物（D）同時或個別 

地，在上述聚合反應前、上述聚合反應時、及上述聚合反 

應後至少任一過程中使用，以調製具有乙烯系聚合物鏈 

部、矽氧烷系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，且 

乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由含 

Si-Ο 鍵連結部之矽氧烷系聚合物連結部（高分子量之含 . 

Si-Ο鍵連結部）連結而成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之 

步驟」。具體而言，步驟（Y）可為下列步驟（Y2-a）、（Y2-b） 
及（Y2-c）中任一步驟，或二個以上組合之步驟。

步驟（Y2-a）:在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，進行矽烷系化合物（D）之水解或縮合後，再使烯 

類不飽和單體（B）聚合，並且在上述水解或縮合反應前、上 

述水解或縮合反應時、上述水解或縮合反應後至聚合反應 

前、上述聚合反應時、及上述聚合反應後之至少任一過程
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中使用化合物（C），以調製含Si-Ο鍵連結部為矽氧烷系聚 

合物連結部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

步驟（Y2-b）:在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，以與矽烷系化合物（D）之水解或縮合並行之方 

式，使烯類不飽和單體（B）聚合，並且在上述水解或縮合反 

應及上述聚合反應前、上述水解或縮合反應及上述聚合反 

應時、及上述水解或縮合反應及上述聚合反應後至少任一 

過程中使用化合物（C），以調製含Si-Ο鍵連結部為矽氧烷 

系聚合物連結部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

步驟（Y2-c）:在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合後，進行矽烷系化合 

物（D）之水解或縮合，並且在上述聚合反應前、上述聚合反 

應時、及上述聚合反應後至上述水解或縮合反應前、上述 

水解或縮合反應時、及上述水解或縮合反應後至少任一過 

程中使用化合物（C），以調製含Si-Ο鍵連結部為矽氧烷系 

聚合物連結部之乙烯系·■胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方法 

中，製造乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物之方法，包含具 

備上述步驟（X）至上述步驟（Y）之方法［例如，步驟（Yl-a）、 

步驟（Yl-b）、步驟（Yl-c）及步驟（Yl-d）］ θ再者，上述步驟 

（Υ）［尤 其，步驟（ΥΙ-a）、步 驟（Yl-b）、步驟（Yl-c）及 步 驟 

（Yl-d）］中，製造乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物時，化合 

物（C）之水解或縮合等反應，在形成低分子量之含Si-Ο鍵 

連結部之範圍進行甚為重要。又，矽烷化合物（D）之水解或 
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縮合實質上未發生，而可在形成低分子量之含Si-Ο鍵連結 

部之範圍內進行。

具體而言，在步驟（Yl-a）中，藉由烯類不飽和單體（B） 
之聚合，進行烯類不飽和單體（B）之聚合反應，同時進行化 

合物（C）之反應。更具體而言，藉由烯類不飽和單體（B）之 

聚合反應，生成來自烯類不飽和單體（B）之聚合體或聚合物 

（乙烯系聚合物），同時使來自化合物（C）之不飽和鍵反應性 

基與來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵反應（加成反 

應或聚合反應等），並使來自化合物（C）之水解反應性基與 

胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基反應（水解反 

應或縮合反應等），再者5視需要使化合物（C）彼此間發生 

反應（水解反應或縮合反應），得到乙烯系聚合物鏈部與胺 

基甲酸酯系聚合物鏈部經由低分子量之含Si-Ο 鍵連結部 

（例如，矽原子-氧原子-矽原子之鍵結，或含該鍵結之低分 

子量連結部）連結而成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙 

烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物）。

再者，步驟（Yl-b）中藉由烯類不飽和單體（B）之聚合， 

產生烯類不飽和單體（B）之聚合反應，藉由該烯類不飽和單 

體（B）之聚合，生成來自烯類不飽和單體（B）之聚合體或聚 

合物（乙烯系聚合物），得到含有胺基甲酸酯系聚合物（A）與 

乙烯系聚合物之混合物。再者，在該混合物中進行化合物

（C）之反應，藉此使來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基與 

來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵反應，及使自化合 

物（C）之水解反應性基與胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性 

95 316548



200526698

含矽原子基反應，再者，視需要使化合物（C）彼此間發生反 

應，得到乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部經 

由低分子量之含Si-Ο鍵連結部連結而成之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物（乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物）。

再者，於步驟（Yl-c）中，首先於未進行烯類不飽和單 

體（B）之反應下，進行化合物（C）之反應。藉此，使來自化 

合物（C）之水解反應性基與胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解 

性含矽原子基反應，再視需要使化合物（C）彼此間發生反 

應，生成具有水解性含矽原子基之具有矽氧烷系片段部之 

胺基甲酸酯系聚合物。繼而，得到具有水解性含矽原子基 

之具有矽氧烷系片段部之胺基甲酸酯系聚合物後，進行烯 

類不飽和單體（B）之聚合5及利用上述化合物（C）之不飽和 

鍵反應性基之反應。更具體而言，藉由該烯類不飽和單體

（B）之聚合，生成來自烯類不飽和單體（B）之聚合體或聚合 

物（乙烯系聚合物），同時藉由利用上述化合物（C）之不飽和 

鍵反應性基之反應，使得來自上述具有矽氧烷系片段部之 

胺基甲酸酯系聚合物中之化合物（C）之不飽和鍵反應性 

基，與來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵發生反應， 

得到乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由低 

分子量之含Si-Ο鍵連結部連結而成之乙烯系-胺基甲酸酯 

系共聚物（乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物）。

再者，在步驟（Yl-d）中，與步驟（Yl-c）中同樣地，首先 

在未使烯類不飽和單體（B）反應下，進行化合物（C）之反 

應。藉此，使得來自合物（C）之水解反應性基與胺基甲酸酯 
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系聚合物（A）之水解性含矽原子基反應，再視需要產生化合 

物（C）彼此間之反應，生成具有水解性含矽原子基且具有矽 

氧烷系片段部之胺基甲酸酯系聚合物。繼而，得到具有水 

解性含矽原子基且具有矽氧烷系片段部之胺基甲酸酯系聚 

合物後，進行烯類不飽和單體（B）之聚合及利用上述化合物

（C）之不飽和鍵反應性基之反應，同時在反應系內添加化合 

物（C）並進行反應。更具體而言，藉由該烯類不飽和單體（B） 
之聚合，生成烯類不飽和單體（B）之聚合體或聚合物（乙烯 

系聚合物），同時藉由利用上述化合物（C）中之不飽和鍵反 

應性基之反應，使得來自上述具有矽氧烷系片段部之胺基 

甲酸酯系聚合物中之化合物（C）之不飽和鍵反應性基，與來 

自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵發生反應。又，藉由 

在反應系內再添加化合物（C）並進行反應，產生來自上述化 

合物（C）之不飽和鍵反應性基，與來自上述烯類不飽和單體

（B）之烯類不飽和鍵及來自最初添加之化合物（C）之不飽和 

鍵反應性基之反應5以及來自該化合物（C）之水解反應性基 

與胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基及來自最 

初添加之化合物（C）之水解反應性基之反應，再者，視需要 

產生化合物（C）彼此間之反應，得到乙烯系聚合物鏈部與胺 

基甲酸酯系聚合物鏈部經由低分子量之含Si-Ο 鍵連結部 

連結而成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙烯系-胺基甲 

酸酯系二元共聚物）。

再者，上述步驟（Yl-a）、步驟（Yl-b）、步驟（Yl-c）及步 

驟（Yl-d）中，除化合物（C）之種類及其使用量之外，依照反 
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應條件等，有未得到乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物，而 

得到乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之情況。因此，步驟 

（Yl-a）、步驟（Yl-b）、步驟（Yl-c）及步驟（Yl-d），依照為目 

的之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之種類（乙烯系-胺基甲 

酸酯系二元共聚物或乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物）， 

適宜地調整化合物（C）之種類及其使用量以及反應條件等 

甚為重要。更具體而言，步驟（Yl-a）至步驟（Yl-d）中，藉由 

使用以水解性含矽原子基做為水解反應性基之化合物（C） 
做為化合物（C），且該化合物（C）之使用量為在形成高分子 

量之含Si-Ο鍵連結部之範圍內之使用量，可調製成乙烯系 

-胺基甲酸酯系三元共聚物。此種情況，以水解性含矽原子 

基做為水解反應性基之化合物（C）亦具有做為矽烷系化合 

物（D）之機能，可進行合物（C）之水解或縮合，形成高分子 

量之含Si-Ο鍵連結部。

因此，以水解性含矽原子基做為水解反應性基並且具 

有不飽和鍵反應性基之化合物，可依照其使用目的，適當 

地歸類為化合物（C）或化合物（D）。例如主要目的為使用做 

為使胺基甲酸酯系聚合物（A）、具有矽氧烷系片段部之胺基 

甲酸酯系聚合物（A）或具有矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲 

酸酯系聚合物（A），與乙烯系聚合物連結時，可歸類為化合 

物（C）。另一方面，主要目的為形成矽氧烷系聚合物鏈部以 

做為高分子量之含Si-Ο鍵連結部使用時，可將化合物（C） 
之一部份歸類為化合物（D）。亦即，以水解性含矽原子基做 

為水解反應性基並且具有不飽和鍵反應性基之化合物，可
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歸類為化合物（C） 亦可歸類為化合物（C）及化合物（D）。

又，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方 

法中，製造乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方法，包含 

具備上述步驟（X）至上述步驟（Y）之方法［例如，步驟 

（Yl-a）、步驟（Yl-b）、步驟（Yl-c）及步驟（Yl-d）］，再者，包 

含具備上述步驟（X）至上述步驟（Y2-a）、步驟（X）至上述步 

驟（Y2-b）、及步驟（X）至上述步驟（Y2-c）或其等組合之步驟 

之方法。再者，在上述步驟（Yl・a）、步驟（Yl・b）、步驟（Yl-c） 
及步驟（Yl-d）中，化合物（C）之水解或縮合等反應，在形成 

高分子量之含Si-Ο鍵連結部之範圍進行甚為重要。因此， 

上述步驟（Yl-a）至步驟（Yl-d）中，製造乙烯系-胺基甲酸酯 

系三元共聚物時，使用具有水解性含矽原子基做為水解反 

應性基之化合物（C）做為化合物（C），並利用該化合物（C）做 

為矽烷系化合物（D）。亦即，製造乙烯系■胺基甲酸酯系三 

元共聚物時，上述步驟（Y）中，為形成高分子量之含Si-0 
鍵連結部，進行矽烷系化合物（D）之水解或縮合。再者，上 

述步驟（Y2-a）至步驟（Y2-c）中，矽烷系化合物（D）之水解或 

縮合，不僅包括不具有不飽和鍵反應性基之矽烷系化合物 

（D）之水解或縮合，亦包括具有不飽和鍵反應性基之矽烷系 

化合物（D）［亦即經歸類為化合物（D）之化合物（C）］之水解或 

縮合。因此5高分子量之含Si-Ο鍵連結部之構成單位，亦 

有包括來自化合物（C）之構成單位之情況。

在上述步驟（Y2-a）中，藉由矽烷系化合物（D）之水解或 

縮合，使得來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基彼此 
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間，或來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基與胺基甲 

酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基間發生反應（水解反 

應或縮合反應），生成具有水解性含矽原子基之具有矽氧烷 

系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系聚合物（A）。該具有水解性含 

矽原子基之具有矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系聚合 

物（A），與進行矽烷系化合物（D）之水解或縮合前之具有水 

解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）相較，共通之處 

為具有水解性含矽原子基，然而水解性含矽原子基與胺基 

甲酸酯系聚合物鏈部之間，因是否具有高分子量之含Si-0 
鍵連結部（矽氧烷系聚合物鏈部）而有所不同，又，水解性 

含矽原子基種類不同時亦有所差異。

於是，得到具有水解性含矽原子基之矽氧烷系聚合物 

鏈部之胺基甲酸酯聚合物後，再將烯類不飽和單體（B）聚 

合，藉由該聚合，產生烯類不飽和單體（B）之聚合反應。又 

於上述水解或縮合之前或之後、與上述水解或縮合同時、 

上述聚合之前或之後、與上述聚合同時、或其等之組合， 

進行使用化合物（C）之反應。藉此使得來自化合物（C）之不 

飽和鍵反應性基與來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和 

鍵發生發生反應（加成反應或聚合反應等），及使來自化合 

物（C）之水解反應性基與含有具水解性含矽原子基之矽氧 

烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯聚合物之水解性含矽原子基 

發生反應（水解反應或縮合反應等），再者，視需要產生化 

合物（C）彼此間之反應或化合物（C）與矽烷系化合物（D）之 

反應（水解反應或縮合反應）。藉由上述烯類不飽和單體（B）
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之聚合，形成乙烯系聚合物鏈部。再者，藉由來自化合物

（C）之不飽和鍵反應性基與來自烯類不飽和單體（B）之烯類 

不飽和鍵反應，及來自化合物（C）之水解反應性基與含有具 

水解性含矽原子基之矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系 

聚合物之水解性含矽原子基反應，使乙烯系聚合物鏈部與 

矽氧烷系聚合物鏈部連結。又，藉由化合物（C）彼此間之反 

應或化合物（C）與矽烷系化合物（D）之反應，有使含Si-Ο鍵 

連結部鏈長變長之情況。因此，藉由此步驟（Y2-a），可得 

到經由高分子量之含Si-Ο鍵連結部（亦即，矽氧烷系聚合 

物鏈部）將乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部 

連結之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（亦即，乙烯系-矽氧烷 

系-胺基甲酸酯系共聚物，乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚 

物）。

在上述步驟（Y2-b）中，矽烷系化合物（D）之水解或縮合 

與烯類不飽和單體（B）之聚合並行（同時地），又，與此等反 

應同時5或在此等反應之前或之後，進行使用化合物（C） 
之反應。藉此，使得來自矽烷系化合物（D）之水解反應性基 

彼此間，及來自矽烷系化合物（D）之水解反應性基與胺基甲 

酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基間發生反應（水解反 

應或縮合反應），同時使烯類不飽和單體（B）發生聚合反 

應。又，使來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基與來自烯類 

不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵發生反應（加成反應或聚合 

反應等），及使來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基 

與來自化合物（C）之水解反應性基發生反應（水解反應或縮 
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合反應等），再者，依照需要使化合物（C）彼此間發生反應 

或化合物（C）與矽烷系化合物（D）發生反應。藉由來自上述 

矽烷系化合物（D）之水解反應性基彼此間之反應，形成矽氧 

烷系聚合物鏈部，藉由烯類不飽和單體（B）之聚合反應，形 

成乙烯系聚合物鏈部。又，藉由來自矽烷系化合物（D）之水 

解性含矽原子基與胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽 

原子基間之反應，使矽氧烷系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系 

聚合物鏈部連結。再者，藉由來自化合物（C）之不飽和鍵反 

應性基與來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵之反 

應，及來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基與來自化 

合物（C）之水解反應性基之反應，形成乙烯系聚合物鏈部與 

矽氧烷系聚合物鏈部之連結。又，藉由化合物（C）彼此間之 

反應或化合物（C）與矽烷系化合物（D）之反應，有使含Si-0 
鍵連結部鏈長變長之情況。因此，藉由此步驟（Y2-b），可 

得到經由高分子量之含Si-Ο鍵連結部（矽氧烷系聚合物鏈 

部）將乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部連結 

之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙烯系-矽氧烷系-胺基甲 

酸酯系共聚物，乙烯系■•胺基甲酸酯系三元共聚物）。

再者，上述步驟（Y2-c）中，藉由烯類不飽和單體（B）之 

聚合生成烯類不飽和單體（B）之聚合體或聚合物（乙烯系聚 

合物），得到含有胺基甲酸酯系聚合物（A）與乙烯系聚合物 

之混合物。再者，在此混合物中進行矽烷系化合物（D）之水 

解或縮合。又，上述聚合之前或後，與上述聚合並行時（同 

時地），上述水解或縮合之前或後，與上述水解或縮合並行 
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時（同時地），或此等組合之方式下，進行使用化合物（C）之 

反應。藉此，產生來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子 

基彼此間，及來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基與 

胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基間之反應（水 

解反應或縮合反應等）。又，產生來自化合物（C）之不飽和 

鍵反應性基與來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵反 

應（加成反應或聚合反應等），及來自矽烷系化合物（D）之水 

解性含矽原子基與來自化合物（C）之水解反應性基間之反 

應（水解反應或縮合反應等），再者，視需要使化合物（C）彼 

此間發生反應或使化合物（C）與矽烷系化合物（D）發生反 

應。藉由上述來自矽烷系化合物（D）之水解反應性基彼此間 

之反應，形成矽氧烷系聚合物鏈部。又，藉由來自矽烷系 

化合物（D）之水解性含矽原子基與胺基甲酸酯系聚合物（A） 
之水解性含矽原子基間之反應，形成矽氧烷系聚合物鏈部 

與胺基甲酸酯系聚合物鏈部之連結。再者，藉由來自化合 

物（C）之不飽和鍵反應性基與來自烯類不飽和單體（B）之烯 

類不飽和鍵之反應，及來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽 

原子基與來自化合物（C）之水解反應性基間之反應，使乙烯 

系聚合物鏈部與矽氧烷系聚合物鏈部連結。又，藉由化合 

物（C）彼此間之反應或化合物（C）與矽烷系化合物（D）之反 

應，有使含Si-Ο鍵連結部鏈長變長之情況。因此，藉由此 

步驟（Y2-c），可得到乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚 

合物鏈部經由高分子量之含Si-Ο鍵連結咅卩（矽氧烷系聚合 

物鏈部）連結而成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙烯系· 

103 316548



200526698

矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物，乙烯系-胺基甲酸酯系三 

元共聚物）。

在上述步驟（Y2-a）至（Y2-c）中，使用化合物（C）之時 

機，以於進行矽烷系化合物（D）之水解或縮合反應之時，或 

該反應之後之時機為較佳。例如，在上述步驟（Y2-a）中， 

化合物（C）以於矽烷系化合物（D）之水解或縮合反應時，矽 

烷系化合物（D）之水解或縮合反應後至烯類不飽和單體（B） 
之聚合反應前，烯類不飽和單體（B）之聚合反應時，或烯類 

不飽和單體（B）之聚合反應後使用為較佳。又，上述步驟 

（Y2-b）中，以於矽烷系化合物（D）之水解或縮合反應及烯類 

不飽和單體（B）之聚合反應時，或矽烷系化合物（D）之水解 

或縮合反應及烯類不飽和單體（B）之聚合反應後使用化合 

物（C）為較佳。再者，在上述步驟（Y2-c）中，以於矽烷系化 

合物（D）之水解或縮合反應時，或矽烷系化合物（D）之水解 

或縮合反應後使用化合物（C）為較佳。

再者，來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基，依照其反 

應系統內之成分，可為化合物（C）之不飽和鍵反應性基、藉 

由化合物（C）與胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應得到之聚合 

物之不飽和鍵反應性基，藉由化合物（C）與烯類不飽和單體 

（B）之反應得到之化合物（包括聚合物）之不飽和鍵反應性 

基，藉由化合物（C）與矽烷系化合物（D）之反應得到之化合 

物（包括聚合物）之不飽和鍵反應性基，藉由化合物（C）、矽 

烷系化合物（D）及胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應得到之聚 

合物之不飽和鍵反應性基，以及藉由化合物（C）、烯類不飽
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和單體（B）及矽烷系化合物（D）之反應得到之化合物（包括 

聚合物）之不飽和鍵反應性基等。另一方面，來自化合物（C） 
之水解反應性基，依照其反應系統內之成分，可為化合物

（C）之水解反應性基、藉由化合物（C）與胺基甲酸酯系聚合 ' 

物（A）之反應得到之聚合物之水解反應性基，藉由化合物（C） , 
與烯類不飽和單體（B）之反應得到之化合物（包括聚合物） 

之水解反應性基，藉由化合物（C）與矽烷系化合物（D）之反 

應得到之化合物（包括聚合物）之水解反應性基，藉由化合 

物（C）、矽烷系化合物（D）及胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應 · 

得到之聚合物之水解反應性基，以及藉由化合物（C）、烯類 

不飽和單體（B）及矽烷系化合物（D）之反應得到之化合物 

（包括聚合物）之水解反應性基等。化合物（C）彼此之反應， 

除化合物（C）之不飽和鍵反應性基彼此之反應，及化合物（C） 
之水解反應性基彼此之反應之外，尚包括化合物（C）之不飽 

和鍵反應性基與來自化合物（C）之水解反應性基之反應，及 

來自化合物（C）之水解反應性基與來自化合物（C）之不飽和 . 

鍵反應性基之反應等。

再者，來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵，依照 

其反應系統內之成分，除烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和 

鍵、及藉由烯類不飽和單體（B）與化合物（C）之反應得到之 

化合物（包括聚合物）之烯類不飽和鍵之外，亦可為藉由烯 

類不飽和單體（B）、化合物（C）及胺基甲酸酯系聚合物（A）之 

反應得到之聚合物之烯類不飽和鍵，以及藉由烯類不飽和 

單體（B）、化合物（C）及矽烷系化合物（D）之反應得到之化合
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物（包括聚合物）之烯類不飽和鍵等。

再者，來自胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子 

基，依照其反應系統內之成分，除胺基甲酸酯系聚合物（A） 

之水解性含矽原子基、及藉由胺基甲酸酯系聚合物（A）與化 

合物（C）之反應得到之聚合物之水解性含矽原子基之外，亦 

可為藉由胺基甲酸酯系聚合物（A）、化合物（C）及烯類不飽 

和單體（B）之反應得到之聚合物之水解性含矽原子基，以及 

藉由胺基甲酸酯系聚合物（A）、矽烷系化合物（D）及化合物

（C） 之反應得到之聚合物之水解性含矽原子基等。

再者，來自矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基，依 

照其反應系統內之成分，除矽烷系化合物（D）之水解性含矽 

原子基、及藉由矽烷系化合物（D）與胺基甲酸酯系聚合物（A） 

之反應得到之聚合物之水解性含矽原子基之外，亦可為藉 

由矽烷系化合物（D）及化合物（C）之反應得到之化合物（包 

括聚合物）之水解性含矽原子基，以及藉由矽烷系化合物

（D） 、胺基甲酸酯系聚合物（A）及化合物（C）之反應得到之聚 

合物之水解性含矽原子基等。

依此種方式，本發明由於具備上述步驟（X）至（Y）［步驟 

（Yl-a）至步驟（Yl-d），步驟（Y2-a）至步驟（Y2-d）］，可有效率 

地製造乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。

尤其，步驟（X）以下列步驟（XI）為特佳。

步驟（XI）：係將藉由以烯類不飽和單體（B）做為溶媒調 

製胺基甲酸酯系聚合物（A）所得之反應混合物，分散或溶解 

在水中，以調製含有烯類不飽和單體（B）之胺基甲酸酯系聚
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合物（A）之水分散液或水溶液之步驟。

依此種方式，調製胺基甲酸酯系聚合物（A）時，若使用 

烯類不飽和單體（B）做為溶媒，無需如先前方式進行溶媒之 

除去，可更有效率地製造乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。* 

又，先前調製胺基甲酸酯系聚合物（A）時使用做為溶媒者，- 

係使用甲基乙基酮等有機溶媒，藉由使用上述步驟（XI）， 

無需將此等溶媒以廢液處理，從環保觀點而言較為優異， 

並且成本也變低。

［步驟（X）］ ·

如先前所述，步驟（X）為調製胺基甲酸酯系聚合物（A） 

之水分散液或水溶液之步驟，例如，藉由將胺基甲酸酯系 

聚合物（A）分散或溶解在水中，可調製胺基甲酸酯系聚合物

（A）之水分散液或水溶液。

步驟（X）可藉由將如上述之胺基甲酸酯系聚合物

（A）［尤其，含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚 

合物（A1）］分散或溶解於水中，調製胺基甲酸酯系聚合物（A）. 

之水分散液或水溶液。此種分散或溶解之方法並無特別限 

制。其中以例如依照需要使用鹼性化合物或分散劑（乳化劑 

或界面活性劑等）等，將胺基甲酸酯系聚合物（A）與水混 

合，使胺基甲酸酯系聚合物（A）在水中分散或溶解之方法為 

較佳。

再者，以烯類不飽和單體（B）做為溶媒，調製胺基甲酸 

酯系聚合物（A）時，將藉由上述調製得到之反應混合物，加 

入水中，依照需要除鹼性化合物或分散劑（乳化劑或界面活
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性劑等）之外，可使用酸等，將胺基甲酸酯系聚合物（A）與 

水混合，使胺基甲酸酯系聚合物（A）分散或溶解在水中。

水可使用自來水、離子交換水或純水等。水之使用量 

可從對胺基甲酸酯系聚合物（A）100質量份而言約65至900 

質量份（而以100至400質量份為較佳）之範圍內加以選擇。

本發明中胺基甲酸酯系聚合物（A）以陰離子性基做為 

親水性基時，具體而言，親水性基為陰離子性基之含有陰 

離子性基之水解性矽烷基化胺基甲酸酯系聚合物［尤其，親 

水性基為陰離子性基，且水解性矽烷基為烷氧基矽烷基之 

含有陰離子性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物］之 

情況，在分散或溶解於水中時，以使用鹼性化合物為較佳。 

此種鹼性化合物可為鹼性無機化合物或鹼性有機化合物之 

任一種。鹼性化合物可單獨使用或將2種以上組合使用。

更具體而言，鹼性無機化合物除例如氫氧化錮或氫氧 

化鉀等鹼金屬氫氧化物，碳酸鉞或碳酸鉀等鹼金屬碳酸 

鹽，碳酸氫舗或碳酸氫鉀等鹼金屬碳酸氫鹽，醋酸钢或醋 

酸鉀等鹼金屬醋酸鹽等鹼金屬化合物，氫氧化鎂等鹼土金 

屬氫氧化物，或碳酸鎂等鹼土金屬碳酸鹽等鹼土金屬化合 

物之外，亦可適當地使用氨。

另一方面，鹼性有機化合物可適當地使用例如脂肪族 

胺、芳香族胺或鹼性含氮雜環化合物等胺系化合物。脂肪 

族胺可為例如三甲胺、三乙胺、三丙胺、三異丙胺、三丁 

胺、三異丁胺、三第二丁胺、三第三丁胺、三戊胺、或三 

己胺等三烷基胺；二甲胺、二乙胺或二丁胺等二烷基胺； 
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甲胺、乙胺或丁胺等單烷基胺；三甲醇胺、三乙醇胺、三 

丙醇胺、三異丙醇胺、三丁醇胺、三戊醇胺、三異戊醇胺、 

或三己醇胺等三烷醇胺，二甲醇胺或二乙醇胺等二烷醇 

胺，或甲醇胺或乙醇胺等單烷醇胺等，此外尚可為乙二胺 

或二伸乙基三胺等。芳香族胺中包括例如Ν,Ν-二甲基苯胺 

等。鹼性含氮苯環化合物可為例如嗎嚇、哌。定或毗咯口定等 

環狀胺之外，尚可為毗。定、以-甲基毗咬、£ -甲基毗口定、 

7 -甲基毗唳、哇口林或Ν-甲基嗎嚇等。

鹼性化合物可適當地使用氨或胺系化合物。胺系化合 

物中以三烷基胺或三烷醇胺等第三級胺為較佳。

依此種方式，將胺基甲酸酯系聚合物（Α）中親水性基為 

陰離子性基之含有陰離子性基之水解性矽烷基化胺基甲酸 

酯系聚合物［尤其，親水性基為陰離子性基，且水解性矽烷 

基為烷氧基矽烷基之含有陰離子性基之烷氧基矽烷化胺基 

甲酸酯系聚合物］分散或溶解在水中時，若使用鹼性化合 

物，則親水性基為陰離子性基之含有陰離子性基之水解性 

矽烷基化胺基甲酸酯系聚合物中之陰離子性基經鹼性化合 

物部份或全部中和，成為鹽，以致含有陰離子性基之水解 

性矽烷基化胺基甲酸酯系聚合物可分散或溶解於水中。

又，胺基甲酸酯系聚合物（Α）中之親水性基為陽離子性 

基或非離子性基時，藉由利用與陰離子性基時同樣之機 

制，使得含有親水性基之水解性矽烷基化胺基甲酸酯系聚 

合物可分散或溶解於水中。

再者，胺基甲酸酯系聚合物（Α）［尤其，含有親水性基 
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之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物（A1）］之水分散液或 

水溶液中，胺基甲酸酯系聚合物（A）藉由與水之反應（水解 

反應），使水解性含矽原子之基（水解性矽烷基等）水解5可 

使該水解性含矽原子之基之部份或全部成為矽烷醇基及 / 

或矽氧烷鍵結。亦即，胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含 

矽原子基（尤其烷氧基矽烷基）中之至少一個水解性含矽原 

子基（烷氧基等）可受到與水之水解反應之影響。再者，矽 

烷醇基意指包含具有至少一個發基之矽原子之基，亦可具 

有烷氧基等取代基。

依此種方式，胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水 

溶液，可為將胺基甲酸酯系聚合物（A）、水及依照需要使用 

之鹼性化合物等混合之水分散物或水溶解物，又，亦可為 

含有藉由該混合將胺基甲酸酯系聚合物（A）、水及鹼性化合 

物反應所得到之反應生成物之反應混合物。再者，胺基甲 

酸酯系聚合物（A）為含有陰離子性基之烷氧基矽烷化胺基 

甲酸酯系聚合物時，將含有陰離子性基之烷氧基矽烷化胺 

基甲酸酯系聚合物、水及鹼性化合物反應得到之反應生成 

物之反應混合物，以上述方式，使含有陰離子性基之烷氧 

基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物之陰離子性基經鹼性化合物 

中和5形成與陰離子之鹽，並且使末端之烷氧基矽烷基經 

水部份或全部水解而形成矽烷醇基及/或矽氧烷鍵結之水 

性矽烷基化胺基甲酸酯預聚合物。

再者，使用鹼性化合物時5鹼性化合物之使用量，例 

如使用含有陰離子性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合 
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物做為胺基甲酸酯系聚合物（A）時，對含有陰離子性基之烷 

氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物中之陰離子而言，以50 

至120莫耳％為較佳（而以80至110莫耳％為更佳）。

在本發明中，水或鹼性化合物等，雖可於將胺基甲酸 

酯系聚合物（A）［尤其，含有親水性基之烷氧基矽烷化胺基 

甲酸酯系聚合物（A1）］分散或溶解在水中時使用，然而亦可 

於預先調製胺基甲酸酯系聚合物（A）時或其調製過程中之 

任意時點使用。具體而言，調製含有陰離子性基之烷氧基 

矽烷化胺基甲酸酯系聚合物以做為胺基甲酸酯系聚合物

（A）中之含親水性基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 

（A1）時，可藉由使異氧酸反應性化合物（Al-a）、異氯酸反 

應性化合物（Al-b）及多異氯酸酯（Al-a）之反應生成物，與含 

有異氤酸反應性基之烷氧基矽烷（Al-d）反應時添加鹼性化 

合物，而在鹼性化合物存在下進行上述反應。

［步驟（Y）］

在步驟（Y）中，如上所述，在胺基甲酸酯系聚合物（A） 

之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合，或使 

用化合物（C），以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。再者， 

在該步驟（Y）中，如以上所述，（1）調製具有乙烯系聚合物 

鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部2個聚合物鏈部做為聚合 

物鏈部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙烯系-胺基甲酸 

酯系二元共聚物）時，基本上使用烯類不飽和單體（B）及化 

合物（C），（2）調製以乙烯系聚合物鏈部、矽氧烷系聚合物 

鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部3個聚合物鏈部做為聚合
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物鏈部之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙烯系-胺基甲酸 

酯系三元共聚物）時，基本上使用烯類不飽和單體（B）、化 

合物（C）及矽烷系化合物（D）。

（調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物時） '

在具備上述步驟（X）至（Y）之製造方法中，調製造乙烯 ' 

系-胺基甲酸酯系二元共聚物時，如上述，藉由在胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中使烯類不飽和單體

（B）聚合，並且使用化合物（C），使得乙烯系聚合物鏈部與 

胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由低分子量之含Si-Ο鍵連結 · 

部連結，而調製成乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，因此，如 

上述，在步驟（Y）中基本上不使用矽烷系化合物（D），又， 

化合物（C）之水解或縮合等反應，係在形成低分子量之含 

Si-Ο鍵連結部之範圍內進行。因此，步驟（Y）可為步驟（Yl-a） 

至步驟（Yl-d）。

具體而言，利用步驟（Yl-a）調製乙烯系-胺基甲酸酯系二

元共聚物之方法，為藉由在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分 . 

散液或水溶液中進行烯類不飽和單體（B）之聚合，同時使用 

化合物（C）進行化合物（C）相關之反應，以於調製乙烯系聚 

合物之同時，將該乙烯系聚合物中之主鏈或骨架之乙烯系 

聚合物部形成之乙烯系聚合物鏈部，與胺基甲酸酯系聚合 

物（A）中之主鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部形成之胺 

基甲酸酯系聚合物鏈部連結，調製乙烯系-胺基甲酸酯系二 

元共聚物。又，在利用步驟（Yl-b）調製乙烯系-胺基甲酸酯 

系二元共聚物之方法中，在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分
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散液或水溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合，調製乙烯系 

聚合物後，再使用化合物（C），藉由進行化合物（C）相關之 

反應，將胺基甲酸酯系聚合物（A）之主鏈或骨架之胺基甲酸 

酯系聚合物所構成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與該乙烯 

系聚合物之主鏈或骨架之乙烯系聚合物部所構成之乙烯系 

聚合物鏈部連結，調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物。 

再者，利用步驟（Yl-c）調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚 

物之方法，為在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶 

液中使用化合物（C），進行該化合物（C）與胺基甲酸酯系聚 

合物（A）之反應，調製具有烯類不飽和鍵之胺基甲酸酯系聚 

合物後，藉由進行烯類不飽和單體（B）之聚合，調製乙烯系 

聚合物，同時將包含該乙烯系聚合物主鏈或骨架之乙烯系 

聚合物部形成之乙烯系聚合物鏈部，與具有烯類不飽和鍵 

之胺基甲酸酯系聚合物主鏈或骨架之胺基甲酸酯聚合物部 

形成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部連結，調製乙烯系-胺基甲 

酸酯系二元共聚物。再者，利用步驟（Yl-d）調製乙烯系-胺 

基甲酸酯系二元共聚物之方法，為藉由在胺基甲酸酯系聚 

合物（A）之水分散液或水溶液中使用化合物（C），進行該化 

合物（C）與胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應，調製成具有烯 

類不飽和鍵之胺基甲酸酯系聚合物後，進行烯類不飽和單 

體（B）之聚合，同時進行具有烯類不飽和鍵之胺基甲酸酯系 

聚合物之烯類不飽和鍵相關反應，再者，與此等反應並行 

地 ' 於反應系統中添加化合物（C），進行該化合物（C）相關 

之反應，可在與調製乙烯系聚合物之同時，將該乙烯系聚 
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合物主鏈或骨架之乙烯系聚合物部所構成之乙烯系聚合物 

鏈部，與胺基甲酸酯系聚合物（A）主鏈或骨架之胺基甲酸酯 

系聚合物部所構成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部連結，調製 

成乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物。

再者，如利用步驟（Yl-a）調製時，與烯類不飽和單體

（B） 之聚合並行地進行化合物（C）之反應，以調製乙烯系-胺 

基甲酸酯系二元共聚物時，舉例而言，利用步驟（Yl-a）之 

調製方法，亦可為：（Yl-al）首先藉由將化合物（C）與烯類 

不飽和單體（B）反應，生成含有水解性反應性基之乙烯系聚 

合物後5藉由將該含有水解性反應性基之乙烯系聚合物， 

與胺基甲酸酯系聚合物（A）反應，以調製乙烯系-胺基甲酸 

酯系二元共聚物之方法；或者，（Yl-a2）首先藉由將化合物

（C） 與胺基甲酸酯系聚合物（A）反應，生成具有不飽和鍵反 

應性基之胺基甲酸酯系聚合物後，藉由將該具有不飽和鍵 

反應性基之胺基甲酸酯系聚合物，與烯類不飽和單體（B） 

反應，調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物之方法；或 

者，（Yl-a3）藉由在化合物（C）與胺基甲酸酯系聚合物（A）反 

應之同時，與烯類不飽和單體（B）或該烯類不飽和單體（B） 

聚合生成之乙烯系聚合物反應，並且亦進行該烯類不飽和 

單體（B）之聚合，以調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物 

之方法。

如上述，烯類不飽和單體（B）之聚合反應、來自化合物

（C）之不飽和鍵反應性基之反應及來自化合物（C）之水解反 

應性基之反應，可以彼此並行之方式進行，亦可依序進行。
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烯類不飽和單體（B）之聚合方法並無特別限制，可利用 

公知或習用之烯類不飽和單體，使用例如聚合起始劑或鏈 

轉移劑等進行聚合之方法等。聚合起始劑可使用例如2,2 

偶氮貳異丁睛、2,2，-偶氮貳（2-甲基丁睛）、2,2，-偶氮貳（2,4- 

二甲基戊睛）、2,2，-偶氮貳（2-甲基-4-三甲氧基矽烷基戊 

»）、2,25-偶氮貳（2-甲基-4-甲基二甲氧基矽烷基戊睛）、或 

2,2，-偶氮貳（2-N-T基朦基）丙烷鹽酸鹽等偶氮化合物系聚 

合起始劑，第三丁基過氧化氫、過氧化氫馬來酸第三丁酯、 

琥珀酸過氧化氫、节醯基過氧化物、異丙基苯過氧化氫、 

過氧化二碳酸二異丙酯、過氧新癸酸異丙基苯酯、過氧辛 

酸異丙基苯酯、或過氧化氫等過氧化物系聚合起始劑，過 

硫酸鉀、過硫酸舗或過硫酸鉉等過硫酸鹽系聚合起始劑， 

酸性亞硫酸舗、雕白粉（Rongalit）或抗壞血酸等還原劑之氧 

化還原聚合起始劑等。鏈轉移劑可使用例如硫醇類（例如月 

桂基硫醇、正丁基硫醇、第三丁基硫醇或異丙基硫醇等烷 

基硫醇或芳基硫醇等）、硫代護酸（例如硫代醋酸或硫代安 

息香酸等）、硫化物（例如二丁基二硫化物或二乙醯基二硫 

化物等）、硫代醇類（例如2-蔬基乙醇、2,3-二読基-1-丙醇、 

硫代6 -荼酚、硫代酚等）、縮水甘油基硫醇、蔬基矽烷類（例 

如7-蔬丙基三甲氧基矽烷、或7 -毓丙基甲基二甲氧基矽 

烷等）、或7 -三甲氧基矽烷基丙基二硫化物等。

聚合之溫度可依照烯類不飽和單體（B）之種類適宜地 

選擇，可為例如約20至100°C（尤其以40至90°C為特佳）。 

又，聚合時之反應時間並無特別限制，可為例如數小時至
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數十小時。

再者，未預先使用烯類不飽和單體（B）做為溶媒調製胺 

基甲酸酯系聚合物（A）時，或只有局部使用時，可利用在胺 

基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中將烯類不飽 

和單體（B）或剩餘之烯類不飽和單體（B）-併加入進行聚合 

之方法，或者一部份加入後，將剩餘部分滴入同時進行聚 

合之方法，或者全部 滴入同時進行 聚合之方法等，進行烯 

類不飽和單體（B）之聚合。又，將烯類不飽和單體（B）滴入 

時之滴入方法，並無特別限制，可為例如連續式之滴入方 

法或間歇式之滴入方法等任一種滴入方法。

將烯類不飽和單體（B）滴入同時聚合時，可使用界面活 

性劑或乳化劑等分散劑。亦即，將烯類不飽和單體（B）藉由 

界面活性劑等乳化或分散，調製乳化液，再藉由將該乳化 

液滴入，亦可將烯類不飽和單體（B）滴入胺基甲酸酯系聚合 

物（A）之水分散液或水溶液中。

化合物（C）相關之反應，包括來自化合物（C之不飽和 

鍵反應性基相關之反應，及來自化合物（C）之水解反應性基 

相關之反應。來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基相關之反 

應，為來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基與來自烯類不飽 

和單體（B）之烯類不飽和鍵之反應，或來自化合物（C）之不 

飽和鍵反應性基彼此間之反應，此種反應方法並無特別限 

制，可與上述烯類不飽和單體（B）之聚合方法以同樣方式進 

行。

再者，來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基包括化合物
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（C）中之不飽和鍵反應性基，及藉由化合物（C）與胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之反應得到之具有不飽和鍵反應性基之胺 

基甲酸酯系聚合物中之不飽和鍵反應性基。又，來自烯類 

不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵包括烯類不飽和單體（B）中 ’ 

之烯類不飽和鍵及烯類不飽和單體（B）之聚合物中之烯類 ' 

不飽和鍵等。

另一方面，來自化合物（C）之水解反應性基相關之反 

應，為來自化合物（C）之水解反應性基與胺基甲酸酯系聚合 

物（A）之水解性含矽原子基之反應，或來自化合物（C）之水 · 

解反應性基間彼此之反應。此種反應方法並無特別限制， 

可為例如加溫至30°C以上之方法等。加溫時之溫度只要為 

30°C以上即可，並無特別限制，而以35°C以上為較佳（尤 

其以38°C以上為特佳）。加溫時溫度之上限並無特別限制， 

可為例如70°C以下（而以60°C以下為較佳，以50°C以下為 

更佳，以45 °C以下為特佳）。該反應溫度以保持恆定或約 

略恆定為較佳。因此，為保持恆定或約略恆定，可進行加 . 

溫或冷卻。

該反應「來自化合物（C）之水解反應性基相關反應」以 

在氮氣氣流下進行為較佳。又，上述反應之反應時間並無 

特別限制，可從10分鐘至1日之範圍內選擇，而以約30 

分鐘至5小時為較佳。

再者，該化合物（C）相關之反應中，將化合物（C）導入 

反應系統內「胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液 

中」之方法並無特別限制，可為將化合物（C） 一併加入，或
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者一部份加入後，將剩餘部分滴入，或者全部滴入而添加。 

又，此時之滴入方法，可為連續式之滴入方法或間歇式之 

滴入方法等任一種滴入方法。

又，將化合物（C）導入反應系統內「胺基甲酸酯系聚合 

物（A）之水分散液或水溶液中」時，可使用界面活性劑或乳 

化劑等分散劑。亦即，將化合物（C）藉由界面活性劑等乳化 

或分散，調製乳化液，再藉由使用該乳化液可將化合物（C） 
導入反應系統內。依此種方式，將化合物（C）以乳化液之形 

態導入反應系統內時，例如可調製含有化合物（C）及烯類不 

飽和單體（B）之乳化液，再將化合物（C）與烯類不飽和單體

（B）-起導入反應系統內（尤其，藉由滴入導入），亦可分別 

調製含有化合物（C）之乳化液及含有烯類不飽和單體（B）之 

乳化液，再將化合物（C）與烯類不飽和單體（B）分別或一起 

導入反應系統內（尤其，藉由滴入導入）。當然，亦可將化 

合物（C）之一部份及烯類不飽和單體（B）之一部份或全部共 

同調製乳化液，再將化合物（C）之一部份及烯類不飽和單體 

（B）之一部份或全部一起導入反應系統內（尤其，藉由滴入 

導入）5並將化合物（C）之剩餘部分在上述一部份導入前或 

導入後，與烯類不飽和單體（B）分別導入反應系統中。

再者，來自化合物（C）之水解反應性基包括化合物（C） 
中之水解反應性基，及藉由化合物（C）與烯類不飽和單體（B） 
或其聚合物之反應得到之具有水解反應性基之化合物（具 

有水解反應性基之乙烯系聚合物等）中之水解反應性基。

乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物中胺基甲酸酯系聚
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合物（A）、烯類不飽和單體（B）及化合物（C）各成分之比例並 

無特別限制。例如，胺基甲酸酯系聚合物（A）與化合物（C） 

之比例，可從胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基 

/化合物（C）之水解反應性基（SiO基/SiO反應性基）（當量比） 

0.01以上20以下之範圍內選擇（而以0・05至10為較佳）。 

若SiO基/SiO反應性基為0.01以下，則由於來自化合物（C） 

之水解反應性基彼此之縮合，系統之安定性降低。另一方 

面，若SiO基/SiO反應性基超過20，則無法有效地形成二 

元共聚合物，得不到期待之效果。

又，烯類不飽和單體（B）與化合物（C）之比例，可從烯 

類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵/化合物（C）之不飽和鍵 

反應性基（C = C不飽和基/C = C不飽和反應性基）（當量比）為 

0.2至25 00之範圍內選擇（而以0.6至5 00為較佳，以1至 

100為更佳）。若C = C不飽和基/C = C不飽和反應性基為0.2 

以下，則由於來自化合物（C）之水解性含矽原子基彼此縮 

合，系統之安定性降低。另一方面，若c=c不飽和基/c=c 

不飽和反應性基超過2500，則無法有效地形成二元共聚合 

物，得不到期待之效果。

（調製乙烯系··胺基甲酸酯系三元共聚物時）

具備上述步驟（X）至（Y）之製造方法中，調製乙烯系-胺 

基甲酸酯系三元共聚物時，由於如上述方式，係在胺基甲 

酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單 

體（B）聚合，並且使用化合物（C）及矽烷系化合物（D），經由 
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以矽氧烷系聚合物鏈部作為含Si-Ο鍵連結部將乙烯系聚 

合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部連結，以調製乙烯系- 

胺基甲酸酯系三元共聚物，如以上所述，步驟（Y）中基本上 

使用矽烷系化合物（D），又，化合物（C）係在形成高分子量 

之含Si-Ο鍵連結部之範圍內使用。因此，步驟（Y）可為步 

驟（Yl-a）至步驟（Yl-d），又，亦可為步驟（Y2-a）至步驟 

（Y2-c）。

具體而言，利用步驟（Yl-a）至步驟（Yl-d）調製乙烯系- 

胺基甲酸酯系三元共聚物之方法，可與上述利用步驟（Yl-a） 

至步驟（Yl-d）調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物之方 

法同樣地進行，然而此時必須使用化合物（C），藉由該化合 

物（C）相關之反應，形成高分子量之含Si-Ο鍵連結部。

又，利用步驟（Y2-a）調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共 

聚物之方法，其可為：（Y2-al）在胺基甲酸酯系聚合物（A） 

之水分散液或水溶液中，進行矽烷系化合物（D）之水解或縮 

合，調製上述矽烷系化合物（D）之聚合物，同時將胺基甲酸 

酯系聚合物（A）主鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部所構 

成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與上述矽烷系化合物（D） 

之聚合物主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部所構成之矽氧烷 

系聚合物鏈部連結，調製含有具水解性含矽原子基之矽氧 

烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系共聚物後，再使烯類不飽 

和單體（B）聚合，調製乙烯系聚合物，然後，使用化合物

（C），藉由進行化合物（C）相關之反應，將上述含有具水解 

性含矽原子基之矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系共聚 
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物之矽氧烷系聚合物鏈部，及上述乙烯系聚合物主鏈或骨 

架之乙烯系聚合物部所構成之乙烯系聚合物鏈部連結，調 

製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方法；（Y2-a2）在胺 

基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行矽烷系 

化合物（D）之水解或縮合，調製上述矽烷系化合物（D）之聚 

合物，同時將胺基甲酸酯系聚合物（A）主鏈或骨架之胺基甲 

酸酯系聚合物部所構成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與上 

述矽烷系化合物（D）之聚合物主鏈或骨架之矽氧烷系聚合 

物部所構成之矽氧烷系聚合物鏈部連結，調製具有水解性 

含矽原子基之矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系聚合物 

後，進行烯類不飽和單體（B）之聚合，同時使用化合物（C）， 

進行化合物（C）相關之反應，在調製乙烯系聚合物之同時， 

將上述乙烯系聚合物主鏈或骨架之乙烯系聚合物部所構成 

之乙烯系聚合物鏈部，與上述具有水解性含矽原子基之矽 

氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系聚合物之矽氧烷系聚合 

物鏈部連結，調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方 

法；（Y2-a3）在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶 

液中，進行矽烷系化合物（D）之水解或縮合，調製上述矽烷 

系化合物（D）之聚合物，同時將胺基甲酸酯系聚合物（A）主 

鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部所構成之胺基甲酸酯系 

聚合物鏈部，與上述矽烷系化合物（D）之聚合物主鏈或骨架 

之矽氧烷系聚合物部所構成成之矽氧烷系聚合物鏈部連 

結，調製具有水解性含矽原子基之矽氧烷系聚合物鏈部之 

胺基甲酸酯系聚合物後，再使用化合物（C），進行該化合物
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（C）與上述具有水解性含矽原子基之矽氧烷系聚合物鏈部 

之胺基甲酸酯系共聚物之反應，調製具有不飽和鍵反應性 

基且具有矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系聚合物，然 

後，藉由烯類不飽和單體（B）之聚合，調製乙烯系聚合物， 

同時將該乙烯系聚合物主鏈或骨架之乙烯系聚合物部所構 

成之乙烯系聚合物鏈部，與具有矽氧烷系聚合物鏈部（其具 

有不飽和反應性基）之胺基甲酸酯系聚合物之矽氧烷系聚 

合物鏈部連結，調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方 

法；（Y2-a4）藉由在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或 

水溶液中，進行矽烷系化合物（D）之水解或縮合，同時使用 

化合物（C）進行化合物（C）相關之反應，調製以上述矽烷系 

化合物（D）及/或上述化合物（C）做為單體成分之聚合物，在 

此同時，將上述胺基甲酸酯系聚合物（A）主鏈或骨架之胺基 

甲酸酯系聚合物部所構成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與 

以上述矽烷系化合物（D）及上述化合物（C）做為單體成分之 

聚合物之主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部所構成之具有不 

飽和反應性基之矽氧烷系聚合物鏈部連結，調製具有不飽 

和鍵反應性基且具有矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系 

聚合物後，再進行烯類不飽和單體（B）之聚合，以調製乙烯 

系聚合物，同時將該乙烯系聚合物主鏈或骨架之乙烯系聚 

合物部所構成之乙烯系聚合物鏈部，與具有不飽和鍵反應 

性基且具有矽氧烷系聚合物鏈部之胺基甲酸酯系聚合物之 

矽氧烷系聚合物鏈部連結，以調製乙烯系-胺基甲酸酯系三 

元共聚物之方法；亦可採用將此等方法組合等之各種調製
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方法。

又，利用步驟（Y2-b）調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共 

聚物之方法，可採用：（Y2-b 1）藉由在胺基甲酸酯系聚合 

物（A）之水分散液或水溶液中，進行矽烷系化合物（D）之水 

解或縮合，同時進行烯類不飽和單體（B）之聚合，以調製矽 

烷系化合物（D）之聚合物，在此同時，將上述胺基甲酸酯系 

聚合物（A）主鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部所構成之 

胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與上述矽烷系化合物（D）之聚合 

物主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部所構成之矽氧烷系聚合 

物鏈部連結，以調製具有矽氧烷系聚合物鏈部（其具有水解 

性含矽原子基）之胺基甲酸酯系聚合物，並且調製烯類不飽 

和單體（B）之聚合物（乙烯系聚合物），然後，使用化合物（C） 

進行化合物（C）相關之反應，藉此將上述具有矽氧烷系聚合 

物鏈部（其具有水解性含矽原子基）之胺基甲酸酯系聚合物 

之矽氧烷系聚合物鏈部，與該乙烯系聚合物主鏈或骨架之 

乙烯系聚合物部所構成之乙烯系聚合物鏈部連結，以調製 

乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方法；（Y2-b2）在胺基 

甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行矽烷系化 

合物（D）之水解或縮合，同時進行烯類不飽和單體（B）之聚 

合，並且使用化合物（C）進行該化合物（C）相關之反應，以 

調製矽烷系化合物（D）之聚合物，在此同時，調製烯類不飽 

和單體（B）之聚合物（乙烯系聚合物），並且將上述胺基甲酸 

酯系聚合物（A）主鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部所構 

成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與上述矽烷系化合物（D）
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之聚合物主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部所構成之矽氧烷 

系聚合物鏈部連結，同時將上述矽烷系化合物（D）之聚合物 

主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部所構成之矽氧烷系聚合物 

鏈部，與上述乙烯系聚合物主鏈或骨架之乙烯系聚合物部 

所構成之乙烯系聚合物鏈部連結，調製乙烯系-胺基甲酸酯 

糸二元共聚物之方法·,或將此等方法組合之方法等各種調 

製方法。

再者，利用步驟（Y2-c）調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元 

共聚物之方法，可採用：（Y2-cl）在胺基甲酸酯系聚合物 

（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合， 

調製乙烯系聚合物後，再進行矽烷系化合物（D）之水解或縮 

合，調製上述矽烷系化合物（D）之聚合物，同時將上述胺基 

甲酸酯系聚合物（A）主鏈或骨架之胺基甲酸酯系聚合物部 

所構成之胺基甲酸酯系聚合物鏈部，與上述矽烷系化合物

（D）之聚合物主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物部所構成之矽 

氧烷系聚合物鏈部連結，調製具有矽氧烷系聚合物鏈部（其 

具有水解性含矽原子基）之胺基甲酸酯系聚合物，然後，使 

用化合物（C）進行化合物（C）相關之反應，藉此將上述具有 

矽氧烷系聚合物鏈部（其具有水解性含矽原子基）之胺基甲 

酸酯系聚合物之矽氧烷系聚合物鏈部，與該乙烯系聚合物 

主鏈或骨架之乙烯系聚合物部所構成之乙烯系聚合物鏈部 

連結，以調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方法； 

（Y2-c2）在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液 

中、使烯類不飽和單體（B）聚合，調製乙烯系聚合物後，進 
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行矽烷系化合物（D）之水解或縮合，同時使用化合物（C）進 

行該化合物（C）相關之反應，以調製矽烷系化合物（D）之聚 

合物，在此同時將上述胺基甲酸酯系聚合物（A）主鏈或骨架 

之胺基甲酸酯系聚合物部所構成之胺基甲酸酯系聚合物鏈 

部5與上述矽烷系化合物（D）之聚合物主鏈或骨架之矽氧烷 

系聚合物部所構成之矽氧烷系聚合物鏈部連結，並將上述 

矽烷系化合物（D）之聚合物主鏈或骨架之矽氧烷系聚合物 

部所構成之矽氧烷系聚合物鏈部，與上述乙烯系聚合物主 

鏈或骨架之乙烯系聚合物部所構成之乙烯系聚合物鏈部連 

結，調製乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物之方法；或將此 

等方法組合之方法等各種調製方法。

再者，在上述利用步驟（Y2-a2）之調製方法中，與上述 

調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物時同樣地，烯類不飽 

和單體（B）之聚合反應、來自化合物（C）之不飽和鍵反應性 

基相關之反應及來自化合物（C）之水解反應性基相關之反 

應，彼此可同時進行，亦可依序進行。又，上述利用步驟 

（Y2-b2）之調製方法，烯類不飽和單體（B）之聚合反應、來 

自化合物（C）之不飽和鍵反應性基相關之反應、來自化合物 

（C）之水解反應性基相關之反應及矽烷系化合物（D）之水解 

反應或縮合反應（縮合產生之聚合反應），彼此可同時進 

行，亦可依序進行。再者，上述利用步驟（Y2-c2）之調製方 

法，來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基相關之反應、來自 

化合物（C）之水解反應性基相關之反應及矽烷系化合物（D） 

之水解反應或縮合反應（縮合產生之聚合反應），彼此可同
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時進行，亦可依序進行。

再者，步驟（Y2-a）至步驟（Y2-c）中，烯類不飽和單體（B） 

之聚合方法，並無特別限制，可利用公知或習用之烯類不 

飽和單體之聚合反應，例如與調製乙烯系-胺基甲酸酯系二 

元共聚物時烯類不飽和單體（B）之聚合方法同樣地，可利用 

使用聚合起始劑或鏈轉移劑等進行聚合之方法。聚合起始 

劑或鏈轉移劑等可使用與上述同樣者。又，聚合時之反應 

及時間等亦相同。再者，未預先使用烯類不飽和單體（B） 

做為溶媒調製胺基甲酸酯系聚合物（A）時，或只有局部使用 

時’與上述同樣地，可利用在胺基甲酸酯系聚合物（A）之水 

分散液或水溶液中將烯類不飽和單體（B）或剩餘之烯類不 

飽和單體（B） 一併加入進行聚合之方法，或者一部份加入 

後’將剩餘部分滴入同時進行聚合之方法，或者全部滴入 

同時進行聚合之方法等，進行烯類不飽和單體（B）之聚合。 

又5此時之滴入方法，與上述同樣地5可為例如連續式之 

滴入方法或間歇式之滴入方法等任一種滴入方法。

矽烷系化合物（D）之水解反應或縮合反應（縮合聚合） 

之方法，並無特別限制，可利用公知或習用之矽氧烷系化 

合物之水解反應方法或縮合反應方法，例如與調製乙烯系一 

胺基甲酸酯系二元共聚物時來自化合物（C）之水解反應性 

基相關之反應同樣之方法，亦即，加溫至3 0°C以上之方法 

等°再者，矽烷系化合物（D）之水解反應或縮合反應時，為 

促進該反應可使用觸媒，此種觸媒可適宜地選擇公知之觸 

媒而使用。
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矽烷系化合物（D）之水解反應或縮合反應時加溫時之 

溫度，只要30°C以上即可，並無特別限制，而以35°C以上 

為較佳（以38°C以上為特佳）。再者，加溫時溫度之上限並 

無特別限制，可為例如70°C以下（而以60°C以下為較佳， 

以50°C以下為更佳，以45°C以下為特佳）。為調整反應性， 

該反應溫度以保持恆定或約略恆定為較佳。因此，為保持 

恆定或約略恆定，可進行加溫或冷卻。

該反應「矽烷系化合物（D）之水解反應或縮合反應」以 

在氮氣氣流下進行為較佳。又，上述反應之反應時間並無 

特別限制，可從10分鐘至1日之範圍選擇，而以30分鐘 

至5小時左右為較佳。

再者5該反應中，將矽烷系化合物（D）導入反應系統內 

「胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中」之方法 

並無特別限制5可為一併加入5或者一部份加入後5同時 

將剩餘部分滴入，或者全部滴入而添加。又，此時之滴入 

方法，可為連續式之滴入方法或間歇式之滴入方法等任何 

一種滴入方法。

又，將矽烷系化合物（D）導入反應系統內「胺基甲酸酯 

系聚合物（A）之水分散液或水溶液中」時，可使用界面活性 

劑或乳化劑等之分散劑。亦即，將矽烷系化合物（D）藉由界 

面活性劑等乳化或分散，調製乳化液，再藉由使用該乳化 

液可將矽烷系化合物（D）導入反應系統內。依此種方式，將 

矽烷系化合物（D）以乳化液之形態導入反應系統內時，例如 

可調製含有矽烷系化合物（D）及烯類不飽和單體（B）之乳化 
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液、含有矽烷系化合物（D）及化合物（C）之乳化液、或含有 

矽烷系化合物（D）、烯類不飽和單體（B）及化合物（C）之乳化 

液，再將烯類不飽和單體（B）與化合物（C）一起導入反應系 

統內（尤其 > 藉由滴入導入）。又，亦可分別調製含有矽烷 

系化合物（D）之乳化液及含有烯類不飽和單體（B）或化合物 

（C）之乳化液，再將矽烷系化合物（D）與烯類不飽和單體（B） 
及化合物（C）分別或一起導入反應系統內（尤其，藉由滴入 

導入）。當然，亦可將矽烷系化合物（D）之一部份與烯類不 

飽和單體（B）或化合物（C）之一部份或全部共同調製乳化 

液，再將矽烷系化合物（D）之一部份與烯類不飽和單體（B） 
或化合物（C）之一部份或全部一起導入反應系統內（尤其， 

藉由滴入導入），並將矽烷系化合物（D）之剩餘部分在上述 

一部份導入前或導入後，與烯類不飽和單體（B）或化合物（C） 
分別導入反應系統中。

又，化合物（C）相關之反應，包括來自化合物（C）之不 

飽和鍵反應性基相關之反應，及來自化合物（C）之水解反應 

性基相關之反應。來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基相關 

之反應，為來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基與來自烯類 

不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵之反應，或來自化合物（C） 
之不飽和鍵反應性基彼此間之反應，此等反應方法並無特 

別限制，可利用與調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物時 

烯類不飽和單體（B）之聚合方法同樣之方法。

再者，來自化合物（C）之不飽和鍵反應性基包括化合物 

（C）中之不飽和鍵反應性基，及藉由化合物（C）與具有分解
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性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應得到之具 

有不飽和鍵反應性基之胺基甲酸酯系聚合物中之不飽和鍵 

反應性基。又 > 來自烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵包 

括烯類不飽和單體（B）中之烯類不飽和鍵及烯類不飽和單 ' 

體（B）之聚合物中之烯類不飽和鍵等。 -

另一方面，來自化合物（C）之水解反應性基相關之反 

應，為來自化合物（C）之水解反應性基與來自矽烷系化合物

（D）之水解性含矽原子基之反應、來自化合物（C）之水解反 

應性基與胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解性含矽原子基之 . 

反應、或來自化合物（C）之水解反應性基彼此間之反應，此 

等反應方法，可利用與調製乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚 

物時來自化合物（C）之水解反應性基與胺基甲酸酯系聚合 

物（A）之水解性含矽原子基之反應方法，或上述矽烷系化合 

物（D）之水解反應或縮合反應之方法同樣之方法。

再者，來自化合物（C）之水解反應性基包括化合物（C） 
中之水解反應性基，及藉由化合物（C）與烯類不飽和單體（B）. 
或其聚合物之反應得到之具有水解反應性基之化合物（具 

有水解反應性基之乙烯系聚合物等）中之水解反應性基，或 

藉由化合物（C）與矽烷系化合物（D）之反應得到之化合物中 

之水解反應性基，或藉由化合物（C）、矽烷系化合物（D）及 

胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應得到之聚合物中之水解反 

應性基等。又，矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基包括 

矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基，及藉由矽烷系化合 

物（D）與胺基甲酸酯系聚合物（A）之反應得到之具有矽氧烷 
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系聚合物鏈部（其具有水解性含矽原子基）之胺基甲酸酯系 

聚合物中之水解性含矽原子基，或矽烷系化合物（D）與化合 

物（C）之反應得到之化合物中之水解性含矽原子基，或藉由 

矽烷系化合物（D）、胺基甲酸酯系聚合物（A）及化合物（C）之 

反應得到之聚合物中之水解性含矽原子基等。

化合物（C）相關之反應中，將化合物（C）導入反應系統 

內「胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中」之方 

法並無特別限制，可將化合物（C） 一併加入反應系統內「胺 

基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中」，亦可一部 

份加入後，同時將剩餘部分滴入，再者，亦可全部滴入而 

添加。又，此時之滴入方法，可為連續式之滴入方法或間 

歇式之滴入方法等任一種滴入方法。

又，將化合物（C）導入反應系統內「胺基甲酸酯系聚合 

物（A）之水分散液或水溶液中」時，可使用界面活性劑或乳 

化劑等之分散劑。亦即，將化合物（C）藉由界面活性劑等乳 

化或分散，調製乳化液，再藉由使用該乳化液可將化合物 

（C）導入反應系統內。依此種方式，將化合物（C）以乳化液 

之形態導入反應系統內時，例如可調製含有化合物（C）及烯 

類不飽和單體（B）之乳化液、含有化合物（C）及矽烷系化合 

物（D）之乳化液、或含有化合物（C）、烯類不飽和單體（B）及 

矽烷系化合物（D）之乳化液，再將化合物（C）與烯類不飽和 

單體（B）及矽烷系化合物（D）—起導入反應系統內（尤其，藉 

由滴入導入）。又，亦可分別調製含有化合物（C）之乳化液 

及含有烯類不飽和單體（B）或矽烷系化合物（D）之乳化液，
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再將化合物（C）與烯類不飽和單體（B）及矽烷系化合物（D） 

分別或同時導入反應系統內（尤其，藉由滴入導入）。當然， 

亦可將化合物（C）之一部份與烯類不飽和單體（Β）或矽烷系 

化合物（D）之一部份或全部共同調製乳化液，再將化合物（C） 

之一部份與烯類不飽和單體（Β）或矽烷系化合物（D）之一部 

份或全部一起導入反應系統內（尤其，藉由滴入導入），並 

將化合物（C）之剩餘部分在上述一部份導入前或導入後，與 

烯類不飽和單體（Β）或矽烷系化合物（D）分別導入反應系統 

中 ο

乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物中胺基甲酸酯系聚 

合物（Α）、烯類不飽和單體（Β）及化合物（C）及矽烷系化合物

（D）各成分之比例並無特別限制。例如，胺基甲酸酯系聚合 

物（Α）與矽烷系化合物（D）之比例，可從胺基甲酸酯系聚合 

物（Α）之水解性含矽原子基/矽烷系化合物（D）之水解反應 

性基（SiO基/SiO基）（當量比）為0.001以上（例如為0.001至 

10）之範圍內選擇（而以0.008至5為較佳）。若SiO基/SiO 

基為0.001以下，則無法有效率地形成三元共聚合物，得 

不到期待之效果。又，隨著胺基甲酸酯系聚合物（A）之水解 

性含矽原子基/矽烷系化合物（D）之水解反應性基（SiO基 

/SiO基）（當量比）增加，由於矽烷系化合物（D）減少，有成 

為二元共聚物之傾向。

又，化合物（C）與矽烷系化合物（D）之比例，可從化合 

物（C）之水解反應性基/矽烷系化合物（D）之水解性含矽原 

子基（SiO基反應性基/SiO基）（當量比）為0.0001以上（例如
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為0.002至100）之範圍內選擇（而以0.01至10為較佳）。若 

Si/。基/ SiΟ基不到0.0001，則無法有效率地形成三元共聚 

合物，得不到期待之效果。又，隨著化合物（C）之水解反應 

性基/矽烷系化合物（D）之水解性含矽原子基（SiO反應性基 

/ S i。基）（當量比）增加，有三元共聚物減少而二元共聚物增 

加之傾向。

再者，烯類不飽和單體（B）與化合物（C）之比例，可從 

烯類不飽和單體（B）之烯類不飽和鍵/化合物（C）之不飽和 

鍵反應性基（C=C不飽和基/C=C不飽和反應性基）（當量比） 

為0.2至25 00之範圍內選擇（而以0.6至500為較佳，以1 

至100為更佳）。若C=C不飽和基/C=C不飽和反應性基為 

0.2以下，則由於來自化合物（C）之水解性含矽原子基彼此 

縮合，系統之安定性降低。另一方面，若c=c不飽和基/c=c 

不飽和反應性基超過2500，則無法有效地形成二元共聚合 

物，得不到期待之效果。

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（乙烯系-胺基 

甲酸酯系二元共聚物或乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚 

物），可形成具有優良耐熱水性、耐水性、耐熱性及耐候性 

之硬化物（皮膜等）。尤其，為具有乙烯系聚合物鏈部、矽 

氧烷系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部之乙烯系- 

胺基甲酸酯系三元共聚物時，儘管乙烯系聚合物鏈部及矽 

氧烷系聚合物鏈部相互溶解性低，亦可形成具有透明性之 

硬化物（皮膜等）。研判此係由於乙烯系聚合物鏈部與矽氧 

烷系聚合物鏈部連結，且矽氧烷系聚合物鏈部之另一端與
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乙烯系聚合物鏈部連結之故。

如上述，由於乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物具有「乙烯 

系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部，視需要亦與矽 

氧烷系聚合物鏈部連結」之形態，不只可有效地發揮各個 

鏈部之特性，再者，亦可有效地發揮此等鏈部連結產生之 

特性。因此，各個鏈部不足之特性互相彌補，與各個鏈部 

之聚合物單獨混合之混合物不同，可發揮乙烯系-胺基甲酸 

酯系共聚物之優良特性。

在乙烯系■•胺基甲酸酯系共聚物中，胺基甲酸酯系聚合 

物鏈部中殘存之水解性含矽原子基，若由於水分之蒸發或 

揮發使系統中之水分減少時，上述胺基甲酸酯系聚合物鏈 

部之水解性含矽原子基將發生硬化反應（尤其縮合反應）而 

硬化。並且，藉由硬化得到之硬化物（皮膜等）在耐熱水性、 

耐水性、耐熱性及耐候性上優良，並且透明性亦優良。又， 

硬化時亦可發揮優良之黏結性。

因此，若使用本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

（乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物或乙烯系-胺基甲酸酯 

系三元共聚物），可使黏結劑、密封材料、塗布劑（塗料等） 

等黏結性、耐熱水性、耐水性、耐熱性及耐候性等性能提 

高。尤其，根據本發明之製造方法所得到之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物（尤其乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物），可 

做為塗料等塗布劑中所使用之基礎聚合物。因此，根據本 

發明之製造方法所得到之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物（尤 

其是乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物）可做為黏結劑、密 
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封材料、塗布劑（塗料等）之成分（基礎聚合物等）。再者，根 

據本發明之製造方法所得到之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚 

物，除黏結劑、密封材料及塗布劑之外，亦可使用做為黏 

合劑、積層板、密封劑、底漆或上漿劑等之各種處理劑（處 

理液），或做為化妝品（例如，皮膚用之乳膏、乳液、化妝 

水、毛髮定型劑、毛髮處理劑、潤絲劑、指甲保護製品、 

或制汗劑等）之成分（基礎聚合物等）。

再者，含有乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之黏結劑、密 

封材料、塗布劑（塗料等）或化妝品等中，亦可依照黏結劑 

或塗布劑等之處理劑或化妝品等之種類，除上述乙烯系- 

胺基甲酸酯系共聚物之外，再含有充填劑、可塑劑、抗老 

化劑、紫外線吸收劑、抗氧化劑、熱安定劑、著色劑（顏料 

或染料等）、防黴劑、潤濕促進劑、黏性改良劑、香料、各 

種賦黏劑、偶合劑、光硬化觸媒、乳化劑、界面活性劑、 

乳化液或膠乳、交聯劑、保濕劑、消泡劑或矽石粒子等之 

各種添加劑或成分或溶劑等。

上述之矽石粒子，可從公知之矽石粒子（二氧化矽產生 

之粒子）適當地選擇，以含有親水性基之矽石粒子（有時亦 

稱為「含有親水性基矽石粒子」）為較佳。含有親水性基之 

矽石粒子之親水性基，尤其以霽基為特佳。含有親水性基 

之矽石，可使用矽石粒子單獨之形態（例如粉末狀之形態 

等），亦可使用在水中分散之形態（例如在水中以膠體狀分 

散之膠體狀形態）。亦即，含有親水性基之矽石 ' 可具有乾 

式或濕式任何一種形態。此種含有親水性基之矽石，可從 
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公知之含有親水性基之矽石（例如，含有親水性基之矽石 為 

粉末狀形態之含有親水性基之矽石時，可為親水性煙燻矽 

石或親水性微粉末矽石等公知之含有親水性基之矽石， 

又，含有親水性基之矽石為膠體狀形態之含有親水性基之 

矽石時，可為膠體性矽石或矽酸膠體等公知含有親水性基 

之矽石等）適宜地選擇。

含有親水性基之矽石中，例如粉末狀形態之含有親水 

性基之矽石者，可使用例如日本氣凝膠股份有限公司製之 

商品名「AEROSIL」系列（例如，商品名「AEROSIL 50」、 

商品名「AEROSIL 90G j、商品名「AEROSIL 130」、商品 

名「AEROSIL 200」、商品名「AEROSIL 200V」、商品名

「AEROSIL 200CF j、商品名「AEROSIL 200FAD j、商品 

名「AEROSIL 3 00」、商品名「AEROSIL 300CF j、或商品 

名「AEROSIL 380」等）等之市售品。

又5含有親水性基之矽石中，例如膠體狀形態之含有 

親水性基之矽石者，可使用例如旭電化工業股份有限公司 

製之商品名「ADELITE AT」系列（例如，商品名「ADELITE 

AT-20」、商品名「ADELITE AT-30」、商品名「ADELITE 

AT-40」、商品名 r ADELITE AT-50 j 或商品名 r ADELITE 

AT-20N j等），或者日產化學股份有限公司製之商品名 

「SUNOTEX j系列（例如，商品名「SUNOTEX 20」、商品 

名「SUNOTEX 30」、商品名「SUNOTEX 40」、商品名 

「SUNOTEX N」、商品名「SUNOTEX NS j或商品名 

r SUNOTEX NXS j等）等之市售品。
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再者，若使用含有親水性基之矽石做為矽石粒子，則 

含有乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之處理劑（黏結劑、密封 

材料或塗布劑等）硬化時，藉由乙烯系-胺基甲酸酯系共聚 

物中殘存之水解性含矽原子基（矽烷基）與含有親水性基之 

矽石中之親水性基（尤其，含有親水性基之矽石形成之矽石 

粒子表面上之親水性基）反應，可形成更強固之硬化物（皮 

膜）5並可使硬化物（皮膜）之耐熱性大幅提高。

實施例

以下，藉由實施例更具體地說明本發明，然而本發明 

並不因此等實施例而受到任何限制。再者，以下若無預先 

限定，「份」表示「質量份」，「％」表示「質量％」。

（含有胺基之烷氧基矽烷之調製例1）

將丙烯酸2-乙基己酯及N-6 -（胺基乙基）-r -胺基丙基 

甲基二甲氧基矽烷以2 : 1之莫耳比進行混合，並將其在 

50°C反應7日，得到反應生成物［含有胺基之烷氧基矽烷］。 

（胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製造例1）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及冷凝管之 

四口可分離燒瓶中，調配入「NS2471 j （商品名，旭電化 

工業公司製，聚酯二元醇，數平均分子量：2000，舞基價：

56.1 mg 一 KOH/g） : 150 份、2,2-二誣甲基丁酸（楚基價： 

754.0 mg- KOH/g） : 15 份、1,4-T 二醇：8 份、異佛爾酮二 

異氤酸酯［異氯酸基含有率（NCO含有率）：37.8% ' IPID］: 

66.8份、甲基丙烯酸甲酯：190份及丙烯酸丁酯：100份，
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於75至80°C之溫度及氮氣流下反應3小時，得到包括含 

竣酸基且具異気酸基末端之聚合物之反應混合物，其中該 

聚合物中殘存之異氤酸基為1.2%。

繼而，在該包括含殺酸基且具異氛酸基末端之聚合物 

之反應混合物全量中，調配入在上述「含胺基之烷氧基矽 

烷之調製例1」中得到之含胺基之烷氧基矽烷：39.4份並 

混合後，於75至80°C之溫度及氮氣流下反應1小時，得 

到包括含裁基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯聚合物之反應混 

合物。

然後將該包括含護基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯聚合 

物之反應混合物中之護基，用三乙基胺：10.2份中和後， 

冷卻至40°C，於高速攪拌下調配入脫離子水：1350份，得 

到各含15%水解性矽烷化胺基甲酸酯系聚合物及丙烯酸系 

單體之水分散液（含單體之矽烷化胺基甲酸酯系聚合物水 

分散液）。

（胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製造例2）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及冷凝管之 

四口可分離燒瓶中，調配入「NS2471」（商品名，旭電化 

工業公司製，聚酯二元醇，數平均分子量：2000，無基價：

56.1 mg 一 KOH/g） : 150 份、2,2-二舞甲基丁酸（殍基價： 

754.0 mg- KOH/g） : 15 份、1,4·•丁二醇：8 份、異佛爾酮二 

異氤酸酯[異氤酸基含有率（NCO含有率）：3 7.8%、IPID]: 

66.8份及丙酮：250份，於75至80°C之溫度及氮氣流下 
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反應3小時，得到包括含稜酸基且具異氤酸基末端之聚合 

物之反應混合物，其中該聚合物中殘存之異氯酸基為 

1.2%。

繼而，在該包.括含莪酸基且具異氯酸基末端之聚合物 

之反應混合物全量中，調配入在上述「含胺基之烷氧基矽 

烷之調製例1」中得到之含胺基之烷氧基矽烷：39.4份並 

混合後，於75至80°C之溫度及氮氣流下反應1小時，得 

到包括含蔑基之烷氧基矽烷.化胺基甲酸酯聚合物之反應混 

合物。

然後將該包括含發基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯聚合 

物之反應混合物中之梭基，用三乙基胺：1 0.2份中和後， 

冷卻至40°C，於高速攪拌下調配入脫離子水：1 3 50份，得 

到水解性矽烷化胺基甲酸酯系聚合物之分散液。將該分散 

液於減壓及45至50°C下餾去丙酮後，藉由脫離子水將固 

形份調整成15%，得到水解性矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 

之分散液（未含單體之矽烷化胺基甲酸酯系聚合物水分散 

液）。

（胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製造例3）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及冷凝管之 

四口可分離燒瓶中，調配入「NS2471 j （商品名，旭電化 

工業公司製，聚酯二元醇，數平均分子量：2000 > Μ基價：

56.1 mg 一 KOH/g） : 150 份、2,2-二無甲基丁 酸（羟基價： 

754.0 mg- KOH/g） : 15 份、1,4-T 二醇：8 份、異佛爾酮二 

異氯酸酯[異氯酸基含有率（NCO含有率）：37.8%、IPID]: 
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66.8份、甲基丙烯酸甲酯：190份及丙烯酸丁酯：100份， 

於75至80°C之溫度及氮氣流下反應3小時，得到包括含 

矮酸基且具異氯酸基末端之聚合物之反應混合物，其中該 

聚合物中殘存之異氯酸基為1.2%。

繼而，在該包括含梭酸基且具異氯酸基末端之聚合物 

之反應混合物全量中，調配入甲醇2.2份並混合後，於75 

至80°C之溫度及氮氣流下反應2小時，使殘存之異氟酸酯 

基全部反應，得到包括含寇基之胺基甲酸酯聚合物之反應 

混合物。

然後將該包括含發基之胺基甲酸酯聚合物之反應混合 

物中之梭基，用三乙基胺:10.2份中和後，冷卻至40°C， 

於高速攪拌下調配入脫離子水：700份，得到各含15%胺 

基甲酸酯系聚合物及丙烯酸系單體之水分散液（含單體之 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液）。

（實施例1）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） ： 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份及甲基 

丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」信越化 

學工業公司製）：5份。使用此等單體以及做為乳化劑之 

「ADEKA Reasoap SR-1025」（商品名，旭電化工業股份有 

限公司製）：5份，在脫離子水：200份中乳化，調製成單 

體乳化液。

繼而，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 
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流冷卻管之四口可分離燒瓶中5加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份、脫離子水：150· 

份及甲基三甲氧矽烷（商品名「KBM13」，信越化學工業公 

司製）：50份 > 一面於氮氣環境下攪拌，一面升温至40°C， 

於保持同溫度（40°C ）下反應1小時，得到矽氧烷系-胺基甲 

酸酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將上述 

單體乳化液及做為聚合起始劑之過硫酸鉀（KPS） : 2份，分 

別從各個投入口經 2小時連續地均一滴入，得到乙烯系- 

矽氧烷系·胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例2）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份、脫離子水：150份、甲基 

三甲氧矽烷（商品名「KBM13」，信越化學工業公司製）：30 

份及二甲基二甲氧基矽烷（商品名「KBM22」，信越化學工 

業公司製）：20份，一面於氮氣環境下攪拌，一面升温至 

40°C，於保持同溫度（40°C）下反應1小時，得到矽氧烷系- 

胺基甲酸酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將與上 

述實施例1同樣調製之單體乳化液及做為聚合起始劑之過
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硫酸鉀(KPS) ： 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

(實施例3)

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1」中得到之含單體矽烷化胺基甲酸 

酯系聚合物分散液：400份、脫離子水：150份及「KR-500 j 

(商品名，信越化學工業公司製，矽氧烷寡聚物)：50份， 

一面於氮氣環境下攪拌，一面升溫至40°C，於保持同溫度 

(40°C )下反應1小時，得到矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將與上 

述實施例1同樣調製之單體乳化液及做為聚合起始劑之過 

硫酸鉀(KPS) : 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系··矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

(實施例4)

分別秤量丙烯酸丁酯(BA) : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

(BMA) ： 65份、甲 基丙烯酸甲酯(MMA) ： 40份、苯乙烯(St): 

60份及7 -甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷(商品名

「KBM503」，信越彳匕學工業公司製)：5份。使用此等單體 

以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025」(商品名， 

旭電化工業股份有限公司製)：5份，在脫離子水：200份 

中乳化，調製成單體乳化液。除了使用該單體乳化液之外， 
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與實施例ί同樣地調製，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸 

酯系共聚物。

（實施例5）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份及,-蔬基 

丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM803」，信越化學工業公 

司製）：5份。使用此等單體以及做為乳化劑之「ADEKA 

Reasoap SR-1025 j（商品名，旭電化工業股份有限公司製）： 

5份，在脫離子水：200份中乳化，調製成單體乳化液。除 

了使用該單體乳化液之外，與實施例1同樣地調製，得到 

乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物 。

（實施例6）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份、脫離子水：150份及甲基 

三甲基矽烷（商品名「KBM13」，信越彳匕學工業公司製）：40 

份及γ -甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名

「ΚΒΜ503」，信越化學工業公司製）：10份，一面於氮氣 

環境下攪拌，一面升溫至40°C，於保持同溫度（40°C ）下反 

應1小時，得到含有烯類不飽和鍵之矽氧烷系-胺基甲酸酯 

系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將與上
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述實施例ί同樣調製之單體乳化液及做為聚合起始劑之過 

硫酸鉀（KPS） : 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例7）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：80份，一面 

於氮氣環境下攪拌，一面升溫至80°C後，將與上述實施例 

1同樣調製之單體乳化液及做為聚合起始劑之過硫酸鉀 

（KPS）： 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均一滴入， 

得到乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例8）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 37.5份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 32.5份及甲基丙烯酸甲酯（MMA） ： 50份，使用此 

等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商 

品名，旭電化工業股份有限公司製）:2.5份，在脫離子水： 

100份中乳化，調製成單體乳化液［單體乳化液（I）］。

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 37.5份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 32.5份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） ： 50份及/ -甲 

基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信 

越化學工業公司製）：5份，使用此等單體以及做為乳化劑 
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之「ADEKA Reasoap SR-1025」(商品名，旭電化工業股份 

有限公司製)：2.5份，在脫離子水：100份中乳化，調製 

成單體乳化液［單體乳化液(II)］。

繼而，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：8 0 

份 > 一面於氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫 

升溫至80°C後，將上述單體乳化液⑴及做為聚合起始劑之 

過硫酸鉀(KPS) ： 1份分別從各個投入口經1小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系聚合物與胺基甲酸酯系聚合物之混合 

物。

滴加完成後，於同溫度(80°C )進行1小時熟成過程後， 

將上 述單體 乳化液(II)及做為 聚合起始劑之過硫酸鉀 

(KPS) ： 1份分別從各個投入口經1小時連續地均一滴入， 

得到乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。

(實施例9)

分別秤量丙烯酸丁酯(BA) : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

(BMA) : 65份及甲基丙烯酸甲酯(MMA) : 100份，使用此 

等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025 j (商 

品名，旭電化工業股份有限公司製)：5份，在脫離子水： 

110份中乳化，調製成單體乳化液。

繼而，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 
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流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份、脫離子水：11 0 

份及7 -甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名

Γ ΚΒΜ503 j，信越化學工業公司製）：25份，一面於氮氣 

環境下攪拌，一面升溫至40°C後，於保持同溫度（40°C ）下 

反應1小時，得到含有烯類不飽和鍵之矽氧烷系-胺基甲酸 

酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將上述 

單體乳化液及做為聚合起始劑之過硫酸鉀（KPS） : 2份，分 

別從各個投入口經2小時連續地均一滴入，得到乙烯系- 

矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例10）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份、脫離子水：110份及7 - 

甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」， 

信越化學工業公司製）：20份，一面於氮氣環境下攪拌， 

一面升溫至40°C後，於保持同溫度（40°C）下反應1小時， 

得到含有烯類不飽和鍵之矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將與上 

述實施例1同樣調製之單體乳化液及做為聚合起始劑之過 

145 316548



200526698

硫酸鉀（KPS） : 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

在實施例10中，7 -甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽 

烷（商品名「KBM503」，信越4匕學工業公司製）係於單體乳 

化液調製之時使用（5份）及於矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚 

物調製之時使用（20份）。另一方面，在實施例9中，7 - 

甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」， 

信越化學工業公司製）係於矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物 

調製之時使用（25份）。

將精由該貫施例10得到之乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸 

酯系共聚物之紅外線吸收光譜數據示於第1圖中。在第1 

圖所示之紅外線吸收光譜數據中，橫軸為波數（波長之倒 

數；cm'1），縱軸為紅外線之透過率（%）。

（實施例11）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份及甲基 

丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信越 

化學工業公司製）：5份，使用此等單體以及做為乳化劑之 

「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商品名，旭電化工業股份有 

限公司製）：5份，在脫離子水：160份中乳化，調製成單 

體乳化液。

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 
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物之分散液之製造例ΐ」中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份及7 -甲基丙烯醯氧基丙基 

三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信越化學工業公司製）： 

20份，一面於氮氣環境下攪拌，一面升溫至40°C後，於保 

持同溫度（40°C）下反應1小時，得到含有烯類不飽和鍵之 

矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將上述 

單體乳化液及做為聚合起始劑之過硫酸鉀（KPS） : 2份，分 

別從各個投入口經2小時連續地均一滴入，然後一面將系 

統內溫度保持在80°C，一面添加做為氧化矽粒子之含親水 

基氧化矽（為氧化矽粒子）以膠體狀分散於水所成之分散液 

（膠體狀氧化矽）（商品名，「Adelite AT-20」旭電化工業股 

份有限公司製；濃度：20質量%） : 300份，藉由在同溫度 

下反應1小時，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚 

物。

（實施例12）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份及/ -甲基 

丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信越 

化學工業公司製）：5份，使用此等單體以及做為乳化劑之 

「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商品名，旭電化工業股份有 

限公司製）：5份，在脫離子水：160份中乳化，調製成單 

體乳化液。
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繼而，於高速攪拌下，使做為氧化矽粒子之含親水基 

氧化矽(商品名「AEROSIL 200」，日本Aerosil股份有限公 

司製)：60份於高速攪拌下分散，得到含有親水性基之氧 

化矽之水分散液。

然後5在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及7・甲基丙烯醯氧 

基丙基三甲氧基矽烷(商品名「KBM503」，信越化學工業 

公司製)：20份，一面於氮氣環境下攪拌，一面升温至40 

°C後，於保持同溫度(40°C )下反應1小時，得到含有烯類 

不飽和鍵之矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

然後，將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將上述 

單體乳化液及做為聚合起始劑之過硫酸鉀(KPS) : 2份，分 

別從各個投入口經2小時連續地均一滴入，然後一面將系 

統內溫度保持在8 0 °C 5 一面添加上述含親水基之氧化矽之 

水分散液，藉由在同溫度下反應1小時，得到乙烯系-矽氧 

烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

(實施例13)

分別秤量丙烯酸丁酯(BA) : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

(BMA) : 65份、甲基丙烯酸甲酯(MMA) : 100份、/ -甲基 

丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷(商品名「KBM503」，信越 

化學工業公司製)：5份以及「KR-500」(商品名，信越化
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學工業公司製，矽氧烷寡聚物）：50份，使用此等單體以 

及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商品名，旭 

電化工業股份有限公司製）：5份，在脫離子水：200份中 

乳化，調製成單體乳化液。

然後，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：150 

份，一面於氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫 

升溫至80°C後，將上述單體乳化液及做為聚合起始劑之過 

硫酸鉀（KPS） : 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例14）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 37.5份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA）： 32.5份、甲基丙烯酸甲酯（MMA）： 50份及「KR-500 j 

（商品名，信越化學工業公司製 ' 矽氧烷寡聚物）：50份， 

使用此等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap 

SR-1025 j （商品名，旭電化工業股份有限公司製）:2.5份， 

在脫離子水：100份中乳化，調製成單體乳化液［單體乳化 

液⑴］。

又，分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 37.5份、甲基丙烯酸 

丁酯（BMA） : 32.5份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 50份及/ 

-甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，
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信越化學工業公司製）：5份，使用此等單體以及做為乳化 

劑之「ADEKA Reasoap SR-1025」（商品名，旭電化工業股 

份有限公司製）：2.5份，在脫離子水：100份中乳化，調 

製成單體乳化液［單體乳化液（II）］。

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1 J中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：150份，一面 

於氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫升溫至80 

°C後，將上述單體乳化液⑴及做為聚合起始劑之過硫酸鉀 

（KPS） ： 1份，分別從各個投入口經1小時連續地均一滴入， 

得到乙烯系聚合物與矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物之混 

合物。

然後，滴加完成後，於同溫度（80°C ）進行1小時熟成 

過程後，將上述單體乳化液（II）及做為聚合起始劑之過硫酸 

鉀（KPS） : 1份分別從各個投入口經1小時連續地均一滴 

入，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例15）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） ： 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份及甲基 

丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信越 

化學工業公司製）：5份，使用此等單體以及做為乳化劑之 

r ADEKA Reasoap SR-1025 j （商品名，旭電化工業股份有 
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限公司製）：5份，在脫離子水：200份中乳化，調製成單 

體乳化液。

然後，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：150 

份，一面於氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫 

升溫至80°C後，將上述單體乳化液及做為聚合起始劑之過 

硫酸鉀（KPS） : 2份，分別從各個投入口經2小時連續地均 

一滴入。之後，在同溫度（80°C ）繼續進行聚合反應1小時 

後，冷卻至40°C，加入甲基三甲氧矽烷（商品名「KBM13 j 

信越化學工業公司製）：50份，在氮氣環境下攪拌，同時 

於保持同溫度（40°C）下進行1小時反應，得到乙烯系-矽氧 

烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例16）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 37.5份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 32.5份及甲基丙烯 酸甲酯（MMA） ： 50份，使用此 

等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商 

品名，旭電化工業股份有限公司製）:2.5份，在脫離子水： 

100份中乳化，調製成單體乳化液「單體乳化液（I）」。

又5分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸

丁酯（BMA） : 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份、γ - 

甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「ΚΒΜ503」， 
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信越化學工業公司製）：5份及「KR-500」（商品名，信越 

化工業股份有限公司製，矽氧烷寡聚物）：50份，使用此 

等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商 

品名，旭電化工業股份有限公司製）:2.5份，在脫離子水： 

100份中乳化，調製成單體乳化液「單體乳化液（II）」。

然後，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：150 

份，一面於氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫 

升溫至80°C後，將上述單體乳化液及做為聚合起始劑之過 

硫酸鉀（KPS） : 1份，分別從各個投入口經1小時連續地均 

一滴入，得到乙烯系聚合物與胺基甲酸酯聚合物之混合物。

然後，滴加完成後，於同溫度（80°C ）進行1小時熟成 

過程後，將上述單體乳化液（II）及做為聚合起始劑之過硫酸 

鉀（KPS） : 1份分別從各個投入口經1小時連續地均一滴 

入，得到乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物。

（實施例17）

除了使用在上述「胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製 

造例2j中得到之未含單體之矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 

水分散液代替在上述「胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製 

造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲酸酯系聚合物水 

分散液：400份，且於聚合時未使用混練之水外，與實施
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例ί同樣地調製，得到乙烯系■•矽氧烷系-胺基甲酸酯系共 

聚物。

（實施例18）

除了使用在上述「胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製 

造例2j中得到之未含單體之矽烷化胺基甲酸酯系聚合物 ’ 

水分散液代替在上述「胺基甲酸酯系聚合物之分散液之製 

造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲酸酯系聚合物水 

分散液：400份，且於聚合時未使用混練之水以及單體乳 · 

化液調製時所使用之脫離子水改為120份以外，與實施例 

7同樣地調製，得到乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。

在實施例7、實施例8及實施例18中，基本上係調製 

乙烯系-胺基甲酸酯系二元共聚物。在該乙烯系-胺基甲酸 

酯系二元共聚物中，乙烯系聚合物鏈與胺基甲酸酯系聚合 

物鏈間之含Si-Ο鍵連結部，基本上或主要為低分子量之含 

Si-Ο 鍵連結部。因此，在上述乙烯系-胺基甲酸酯系二元 . 

共聚物之含Si-Ο鍵連結部中，亦可含有高分子量之含Si-0 

鍵連結部（矽氧烷系聚合物鏈部）。

（比較例1）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 65份及甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 100份。使用此 

等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商 

品名，旭電化工業股份有限公司製）：5份，在脫離子水：
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200份中乳化，調製成單體乳化液。

繼而，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化 

胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及脫離子水：70份， 

然後一面於氮氣環境下攪拌，一面使可分離燒瓶內之液溫 

升温至80°C後，將上述上述單體乳化液及做為聚合起始劑 

之過硫酸鉀(KPS) ： 2份分別從各個投入口經2小時連續地 

均一滴入，得到胺基甲酸酯系聚合物與乙烯系聚合物之混 

合物。

(比較例2)

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例1」中得到之含單體之矽烷化胺基甲 

酸酯系聚合物水分散液：400份、脫離子水：140份及甲基 

三甲氧基矽烷(商品名「KBM13 j，信越化學工業公司製)： 

50份，然後一面於氮氣環境下攪拌，一面升溫至40°C後， 

於保持相同溫度(40°C )下反應1小時，得到矽氧烷系-胺基 

甲酸酯系共聚物。

繼而，使可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將與上 

述比較例1同樣調製之單體乳化液及作為聚合起始劑之過 

硫酸鉀(KPS) : 2份從各個投入口經2小時連續地均一滴 

入，得到矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚物與丙烯酸系聚合物
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之混合物。

（比較例3）

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例3 j中得到之含單體之胺基甲酸酯系 

聚合物水分散液：400份、脫離子水：150份、甲基三甲氧 

基矽烷（商品名「KBM13」，信越化學工業公司製）：50份， 

及7 -甲基丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名 

「KBM503」，信越彳匕學工業公司製）：5份，然後一面於氮 

氣環境下攪拌，一面升溫至40°C後，於保持相同溫度（40 

°C ）下反應1小時，得到矽氧烷系聚合物與胺基甲酸酯系聚 

合物之混合物。

繼而，使可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C後，將與上 

述比較例1同樣調製之單體乳化液及作為聚合起始劑之過 

硫酸鉀（KPS） : 2份從各個投入口經2小時連續地均一滴 

入，得到乙烯系-矽氧烷系共聚物與胺基甲酸酯系聚合物之 

混合物。

（比較例4）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 75份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 65份及甲基丙烯 酸甲酯（MMA） : 1 00份。使用此 

等單體以及做為乳化劑之「ADEKA Reasoap SR-1025」（商 

品名，旭電化工業股份有限公司製）：5份，在脫離子水：
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100份中乳化，調製成單體乳化液。

繼而在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流 

冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入脫離子水：100份，一 

面於氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫升溫至 

80°C後，將上述單體乳化液及作為聚合起始劑之過硫酸鉀 

(KPS) : 2份分別從各投入口經2小時連續地均一滴入，得 

到丙烯酸系聚合物。

另外，在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回 

流冷卻管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯 

系聚合物之分散液之製造例2j中得到之未含單體之矽烷 

化胺基甲酸酯系聚合物水分散液：400份及甲基三甲氧基 

矽烷(商品名「KBM13」，信越化學工業公司製)：50份， 

一面於氮氣環境下攪拌，一面升溫至40°C後，於保持相同 

溫度(40°C )下反應1小時，得到矽氧烷系-胺基甲酸酯系共 

聚物。

然後，在含有該矽氧烷系-胺基甲酸酯系共聚合物之可 

分離燒瓶內5加入上述丙烯酸系聚合物並混合，得到矽氧 

烷系-胺基甲酸酯系共聚物與丙烯酸系聚合物之混合物。

(比較例5)

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入在上述「胺基甲酸酯系聚合 

物之分散液之製造例2j中得到之未含單體之矽烷化胺基 

甲酸酯系聚合物水分散液：400份及7 -甲基丙烯醯氧基丙
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基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信越化學工業公司 

製）：25份，一面於氮氣環境下攪拌，一面升溫至40°C後， 

於保持相同溫度（40°C）下反應1小時，得到矽氧烷系-胺基 

甲酸酯系共聚物。

（比較例6）

分別秤量丙烯酸丁酯（BA） : 95份、甲基丙烯酸丁酯 

（BMA） : 65份、甲基丙烯酸甲酯（MMA） : 140份及甲基 

丙烯醯氧基丙基三甲氧基矽烷（商品名「KBM503」，信越 

化學工業公司製）：25份。使用此等單體以及做為乳化劑 

之「ADEKA Reasoap SR-1025 j （商品名，旭電化工業股份 

有限公司製）：40份，在脫離子水：200份中乳化，調製成 

單體乳化液。

在設置有攪拌裝置、氮氣導入管、溫度計及回流冷卻 

管之四口可分離燒瓶中，加入脫離子水：270份，一面於 

氮氣環境下攪拌，一面將可分離燒瓶內之液溫升溫至80°C 

後，將上述單體乳化液及作為聚合起始劑之過硫酸鉀 

（KPS） : 2份分別從各投入口經2小時連續地均一滴入，得 

到乙烯系-矽氧烷系共聚物。

（評價）

對於實施例1至18之聚合物（乙烯系-矽氧烷系-胺基 

甲酸酯系3元共聚物、乙烯系-胺基甲酸酯系2元共聚物）， 

及比較例1至6之聚合物或聚合物之混合物，進行下述之 
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耐熱水性試驗、耐水性試驗、耐熱性試驗及耐候性試驗， 

以評價其耐熱水性、耐水性、耐熱性及耐後性。之後，將 

評價結果示於表1至4中。

（耐熱水性試驗）

將實施例1至18之聚合物、及比較例1至6之聚合物 

或聚合物之混合物，分別以乾燥後皮膜厚度可成為0.5mm 

之塗布量塗布於離型紙上，於23°C放置14日，以形成皮 

膜。之後，將皮膜從離型紙剝離，浸漬於90°C之脫離子水 

中6小時後取出，以目視觀察皮膜之白化程度（變色程度）， 

並藉由下述評價基準，評價耐熱水性。

◎完全未見到變色

Ο見到些微淡藍色變色

△觀察到皮膜部分白化

X觀察到皮膜全面白化

（耐水性試驗）

將實施例1至1 8之聚合物、及比較例1至6之聚合物 

或聚合物之混合物，分別以乾燥後皮膜厚度可成為0.5mm 

之塗布量塗布於離型紙上，於23°C放置14日，以形成皮 

膜。之後，將皮膜從離型紙剝離，浸漬於23 °C之脫離子水 

中24小時後取出，以目視觀察皮膜之白化程度（變色程 

度），並藉由下述評價基準，評價耐水性。

◎完全未見到變色

Ο見到些微淡藍色變色

△觀察到皮膜部分白化
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X觀察到皮膜全面白化

（耐熱性試驗）

將實施例1至18之聚合物、及比較例1至6之聚合物 

或聚合物之混合物，分別以乾燥後皮膜厚度可成為0.5mm 

之塗布量塗布於離型紙上，於23°C放置14日，以形成皮 

膜。之後，將皮膜從離型紙剝離並將該皮膜放置在鋁製板 

上，於220°C之高溫環境下放置5分鐘，然後在該溫度（220 

°C ）之環境下，使不銹鋼製刮刀與皮膜表面接觸，確認黏性 

之狀態，並藉由下述之評價基準，評價耐熱性。

◎ ◎完全未黏著，可容易地將皮膜從鋁製板剝離

◎ 雖未黏著，但將皮膜從鋁製板剝離時有一些抵抗

Ο 感到有些微黏著

△ 皮膜附著在不銹鋼製刮刀上

X 皮膜本身可藉由熱溶解。

（耐候性試驗）

將實施例1至18之聚合物、及比較例1至6之聚合物 

或聚合物之混合物，分別以乾燥後皮膜厚度可成為0.5mm 

之塗布量塗布於離型紙上，於23°C放置14日，以形成皮 

膜。之後，將皮膜從離型紙剝離並將該皮膜設置在日照氣 

候測試計（S.W.O.M.）裝置（裝置商品名「WEL-SUN-HL」， 

Suga試驗機股份有限公司製）內，進行皮膜之促進劣化試 

驗，照射時間1000小時後確認皮膜之狀態，藉由下述之評

價基準，評價耐候性。

。完全無變化
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△皮膜硬化

X皮膜崩毀

在耐熱水性試驗、耐水性試驗、耐熱性試驗及耐候性 

試驗，「◎ ◎」意指「特優」，「◎」意指「優」，「ο」意指 

良好，「/\」意指可，「X」意指「不可」。

表1
實施例

1 2 3 4 5 6 7 8
胺基甲酸酯系聚合物(Α)

含單體之矽烷化胺基甲酸酯 

系聚合物水分散液

400 400 400 400 400 400 400 400

未含單體之矽烷化胺基甲酸 

酯系聚合物水分散液

含單體之胺基甲酸酯系聚合 

物水分散液

烯類不飽和單體(Β)
甲基丙烯酸甲酯(ΜΜΑ) 100 100 100 40 100 100 100 50 50
甲基丙烯酸丁酯(ΒΜΑ) 65 65 65 65 65 65 65 32.5 32.5

丙烯酸丁酯(ΒΑ) 75 75 75 75 75 75 75 37.5 37.5
苯乙烯(St) 60
化合物(C)

7-甲基丙烯醯氧丙基三甲氧 

基矽烷

5 5 5 5 15 5 5

厂蔬基丙基三甲氧基矽烷 5
矽烷化合物(D)

甲基三甲氧基矽烷 50 30 50 50 40
二甲基二甲氧基矽烷 20

矽氧烷寡聚物 50
混練之水 150 150 150 150 150 150 80 80

調製單體乳化液時使用之水 200 200 200 200 200 200 200 100 100
乳化劑 5 5 5 5 5 5 5 2.5 2.5

不揮發分(％) 40 40 40 40 40 40 40 ζ r0
耐熱水性 ◎ Ο ◎ ◎ Ο ◎ Ο Ο
耐水性 © ο ◎ ◎ ο ◎ ο ο
耐熱性 ◎ ◎ ◎ ◎ ο ◎ ◎ ◎
耐候性 Ο ο Ο Ο ο Ο ο ο
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表2
實施例

9 10 11 12 13 14 15
胺基甲酸酯系聚合物(A)

含單體之矽烷化胺基甲酸酯系 

聚合物水分散液

400 400 400 400 400 400 400

未含單體之矽烷化胺基甲酸酯 

系聚合物水分散液

含單體之胺基甲酸酯系聚合物 

水分散液

烯類不飽和單體(B)
甲基丙烯酸甲酯(MMA) 100 100 100 100 100 50 50 100
甲基丙烯酸丁酯(BMA) 65 65 65 65 65 32.5 32.5 65

丙烯酸丁酯(BA) 75 75 75 75 75 37.5 37.5 75
苯乙烯(St)
化合物(C)

丁・甲基丙烯醯氧丙基三甲氧基 

矽烷

25 25 25 25 5 5 5

r ■蔬基丙基三甲氧基矽烷

矽烷化合物(D)
甲基三甲氧基矽烷 50

二甲基二甲氧基矽烷 -
矽氧烷寡聚物 50 50
氧化矽粒子

膠體氧化矽中之氧化矽部分 60
含親水性基之氧化矽 60

混練之水 110 110 150 150 150
調製單體乳化液時使用之水 200 200 160 160 200 100 100 200

調製氧化矽粒子時使用之水或含 

钮成粒子之水分散液中之水

240 240

乳化劑 5 5 5 5 5 2.5 2.5 5
不揮發分(％) 40 40 40 40 40 40 40
耐熱水性 Ο ◎ ◎ ◎ Ο Ο Ο
耐水性 ο ◎ ◎ ◎ ο ο ο
耐熱性 ◎ ◎ ◎◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎
耐候性 ο Ο Ο Ο ο ο ο

161 316548



200526698

表3

實施例

16 17 18
胺基甲酸酯系聚合物（A）

含單體之矽烷化胺基甲酸酯 

系斃合物水分散液

400

未含單體之矽烷化胺基甲酸 

酯系聚合物水分散液

400 400

含單體之胺基甲酸酯系聚合 

物水分散液

烯類不飽和單體（B）
甲基丙烯酸甲酯（MMA） 50 50 100 100
甲基丙烯酸丁酯（BMA） 32.5 32.5 65 65

丙烯酸丁酯（BA） 37.5 37.5 75 75
苯乙烯（St）
化合物（C）

7 -甲基丙烯醯氧丙基三甲氧 

基矽烷

5

7·•蔬基丙基三甲氧基矽烷

矽烷化合物（D）
甲基三甲氧基矽烷 50

二甲基二甲氧基矽烷

矽氧烷寡聚物 50
混練之水 150

調製單體乳化液時使用之水 100 100 200 120
乳化劑 2.5 2.5 5 5

不揮發分（%） 40 40 40
耐熱水性 ο ◎ ο
耐水性 ο ◎ ο
耐熱性 ◎ ◎ ◎
耐候性 0 ο ο
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表4
比較例 

1 2 3 4 5 6
胺基甲酸酯系聚合物(A)

含單體之矽烷化胺基甲酸酯 

系聚合物水分散液

400 400

未含單體之矽烷化胺基甲酸 

酯系聚合物水分散液

400 400

含單體之胺基甲酸酯系聚合 

物水分散液

400

烯類不飽和單體(B)
甲基丙烯酸甲酯(MMA) 100 100 100 100 140
甲基丙烯酸丁酯(BMA) 65 65 65 65 65

丙烯酸丁酯(BA) 75 75 75 75 95
苯乙烯(St)
化合物(C)

甲基丙烯醯氧丙基三甲氧 

基矽烷

5 25 25

7・蔬基丙基三甲氧基矽烷

矽烷化合物(D)
甲基三甲氧基矽烷 50 50 50

二甲基二甲氧基矽烷

矽氧烷寡聚物

混練之水 70 140 150 100 270
調製單體乳化液時使用之水 200 200 200 100 200

乳化劑 5 5 5 5 40
不揮發分(％) 40 40 40 40 20 40
耐熱水中生 X X X X △ △
耐水性 X X X X △ Ο
耐熱性 X △ △ X △ △
耐候性 X X △ X X △

從表1至4可以明白，相當於本發明實施例1至18 
之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物(乙烯系-矽氧烷系-胺基甲 

酸酯系3元共聚物、乙烯系-胺基甲酸酯系二元聚合物)所 

製成之皮膜，在耐熱水性、耐水性、耐熱性及耐候性優異。 

尤其，在實施例11至12中，由於使用氧化矽粒子，可以
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發揮極優異的耐熱性。再者，上述實施例1至18之乙烯系 

-胺基甲酸酯系共聚物所製成之皮膜之密著性良好。

而且'調製胺基甲酸酯系聚合物時，藉由使用烯類不 

飽和單體作為溶劑，縱使完全未使用有機溶劑，亦可效率 

良好地得到乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，因而無需進行有 

機溶劑之廢液處理。因此，若使用實施例之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物，由於為水性，安全性高，且儘管為水性， 

可以得到能形成耐熱水性、耐水性、耐熱性及耐候性皆優 

之硬化物(皮膜等)之接著劑及塗佈劑等各種處理劑。

本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，由於具有上述 

構成，縱使為水性，仍可形成具有優異耐熱水性、耐水性、 

耐熱性及耐候性之硬化物。再者，縱使未使用溶劑，仍可 

效率良好地製造該乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。

(產業上之可利用性)

如上述，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，由於 

具有上述構成，縱使為水性，仍可形成具有優異耐熱水性、 

耐水性、耐熱性及耐候性之硬化物。再者，縱使未使用溶 

劑，仍可效率良好地製造該乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。 

因此，本發明之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，除了在做為 

接著劑、密封材料及塗佈劑之外，在做為黏合劑、積層體 

(laminate)、密封劑(sealer)、底漆(primer)、上漿劑(sizing 

agent)等各種處理劑(處理液)及化粧品之成分上亦極為有 

用°

〔圖式簡單說明］
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第1圖為實施例10之乙烯系-矽氧烷系-胺基甲酸酯系 

共聚物（乙烯系-胺基甲酸酯系三元共聚物）之紅外線吸收 

光譜數據。
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五、中文發明摘要：

本發明提供一種可形成具有優異耐熱水性、耐水性、耐熱性 

及耐候性之硬化物之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物及其製造方法。

該乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物為具有乙烯系聚合物鏈部及 

胺基甲酸酯系聚合物鏈部，且該乙烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯 

系聚合物鏈部經由具有矽原子及氧原子之鍵結之連結部連結所構 

成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物。

該乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方法係具有乙烯系聚 

合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，且該乙烯系聚合物鏈部與 

胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由具有矽原子與氧原子鍵結之連結部 

連結所構成之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方法，其特徴為 

具備下列步驟（X）至（Y）。步驟（X）:調製具有水解性含矽原子基之 

胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液之步驟；步驟（Y）: 
在該具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散 

液或水溶液中，使烯類不飽和單體（B）聚合，且在上述聚合反應之 

前、上述聚合反應當時及上述聚合反應之後中之至少任一過程 

中，使用含有對水解性含矽原子基具反應性之官能基且含有對含 

烯類不飽和鍵之基具反應性之官能基之化合物（C）來調製乙烯系- 

胺基甲酸酯系共聚物之步驟。
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六、英文發明摘要：
The present invention provides a vinyl-urethane copolymer that can form a 

cured product with excellent hot water-resistance, water resistance, heat 
resistance and weather resistance, and a method of producing said 
vinyl-urethane copolymer.

Said vinyl-urethane copolymer has a vinylic polymer chain and a 
polyurethane chain wherein said vinylic polymer chain and said polyurethane 
chain are linked through a linker having silicon atom-oxygen atom bond.

Said method of producing a vinyl-urethane copolymer having a vinylic 
polymer chain and a polyurethane chain wherein said vinylic polymer chain and 
said polyurethane chain are linked through a linker having silicon atom - oxygen 
atom bond, is characterized in comprising the following steps (X) to (Y): 
Step(X) : preparing an aqueous dispersion or an aqueous solution of 
polyurethane (A) having hydrolyzable silicon-containing groups ；

Step(Y) : polymerizing ethylenic unsaturated monomers (B) in an aqueous 
dispersion or an aqueous solution of polyurethane (A) having hydrolyzable 
silicon-containing groups, and in at least anyone stage selected from the stage 
before said polymerization, the stage during said polymerization and the stage 
after said polymerization, a compound (C) having a functional group reactive 
with said hydrolyzable silicon-containing group and a functional group reactive 
with a ethylenic unsaturated bond-containing group is used, thereby fomiing a 
vinyl-urethane copolymer.
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十、申請專利範圍：

1. 一種乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物，具有乙烯系聚合物

鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，且該乙烯系聚合物鏈 

部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部係經由具有矽原子與氧 

原子鍵結之連結部來連結。 '

2. 如申請專利範圍第1項之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚, 

物，其中，該胺基甲酸酯系聚合物鏈部係具有水解性含 

矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）之殘基；該乙烯系 

聚合物鏈部係使用烯類不飽和單體（B）以及含有對於水 · 

解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯 

類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物（C）做為 

單體成分所得到之聚合物之殘基。

3. 如申請專利範圍第1或2項或之乙烯系-胺基甲酸酯系 

共聚物，其中，該連結部係矽氧烷系聚合物鏈部。

4. 如申請專利範圍第3項之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚

物，其中，該矽氧烷系聚合物鏈部係藉由：

具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A） · 
中之水解性含矽原子基，

含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基 

且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基 

之化合物（C）中之對於水解性含矽原子基具有反應性之 

官能基，以及

具有水解性含矽原子基之矽烷系化合物（D）
所形成。
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5 ·如申請專利範圍第2至4項中任一項之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物，其中，該具有水解性含矽原子基之胺基 

甲酸酯系聚合物（A）係含有親水性基之烷氧基矽烷基化 

胺基甲酸酯系聚合物（A1）。

6. 如申請專利範圍第5項之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚

物，其中，該含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲酸 * 

酯系聚合物（A1），係含有親水性基且胺基甲酸酯系聚合 

物末端之異氯酸基至少部 分經烷氧基矽烷基化所得到 

之末端經烷氧基矽烷基化之含親水性基之胺基甲酸酯 · 

系聚合物。

7. 如申請專利範圍第5或6項之乙烯系-胺基甲酸酯系共 

聚物，其中，該含有親水性基之烷氧基矽烷基化胺基甲 

酸酯系聚合物（A1）係將不含親水性基且含有複數個異 

氯酸反應性基之化合物（Al-a）、含有親水性基及複數個 

異氣酸反應性基之化合物（Al-b） '多異氯酸酯化合物 

（Al-c）以及含有異氯酸反應性基之烷氧基矽烷化合物. 

（Al-d）反應所得到之含有親水性基且具有烷氧基矽烷

基末端之胺基甲酸酯系聚合物。

8 .如申請專利範圍第4至7項中任一項之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物，其中，該具有水解性含矽原子基之矽烷 

系化合物（D）係含有烷氧基之矽烷系化合物。

9.如申請專利範圍第2至8項中任一項之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物，其中，該烯類不飽和單體（B）包含丙烯 

酸系單體。
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10.如申請專利範圍第2至9項中任一項之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物，其中，該含有對於水解性含矽原子基具 

有反應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之基具 

有反應性之官能基之化合物（C），係含有水解性含矽原 

子基及含烯類不飽和鍵之基之化合物，或者含有水解性 

含矽原子基及毓基之化合物。

11 . 一種乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之製造方法，係具有 

乙烯系聚合物鏈部及胺基甲酸酯系聚合物鏈部，且該乙 

烯系聚合物鏈部與胺基甲酸酯系聚合物鏈部經由具有 · 

矽原子與氧原子鍵結之連結部來連結之乙烯系-胺基甲 

酸酯系共聚物之製造方法，其特徴為具備下列步驟（X） 
至（Y）：

步驟（X）：係調製具有水解性含矽原子基之胺基甲 

酸酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液之步驟；

步驟（Y）：係在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和 . 

單體（B）聚合，且在上述聚合反應之前、上述聚合反應 

當時及上述聚合反應之後之至少任一過程中，使用含有 

對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對 

於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物 

（C），以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

12.如申請專利範圍第11項之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

之製造方法，其中，該步驟（Y）為從下列步驟（Yl-a）、步 

驟（Yl-b）、步驟（Yl-c）及步驟（Yl-d）中選出之至少一種
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步驟：

步驟（Yl-a）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行烯類不飽 

和單體（B）之聚合，同時進行使用含有對於水解性含矽 

原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不飽和 

鍵之基具有反應性之官能基之化合物（C）之反應，以調 

製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟；

步驟（Yl-b）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和 

單體（B）聚合後，再進行使用含有對於水解性含矽原子 

基具有反應性之官能基且含有對於含烯類不飽和鍵之 

基具有反應性之官能基之化合物（C）之反應，以調製乙 

烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟；

步驟（Yl-c）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行利用含有 

對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對 

於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物 

（C）中之對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基之 

反應後，再使烯類不飽和單體（B）聚合，同時進行利用 

上述化合物（C）之對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性 

之官能基之反應，以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

之步驟；

步驟（Yl-d）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行利用含有
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對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對 

於含烯類不飽和鍵 之基具有反應性之官能基之 化合物 

（C）之對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基之反 

應後，使烯類不飽和單體（B）聚合，同時進行利用上述 

化合物（C）之對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官 

能基之反應，並且與此等反應並行地，進行使用經再次 

添加含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基 

且含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基 

之化合物（C）之反應，以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚 

物之步驟。

13.如申請專利範圍第11項之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

之製造方法，其中，該步驟（Y）為從下列步驟（Y2-a）、步 

驟（Y2-b）及步驟（Y2-c）中選出之至少一種步驟：

步驟（Y2-a）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行具有水解 

性含矽原子基之矽烷系化合物（D）之水解或縮合後，再 

使烯類不飽和單體（B）聚合，並且在上述水解或縮合反 

應之前、上述水解或縮合反應之時、上述水解或縮合反 

應之後至上述聚合反應之前、上述聚合反應之時及上述 

聚合反應之後中之至少任一過程中，使用含有對於水解 

性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類 

不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物（C），以調 

製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟；

步驟（Y2-b）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 
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酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，進行具有水解 

性含矽原子基之矽烷系化合物（D）之水解或縮合，同時 

使烯類不飽和單體（B）聚合5並且在上述水解或縮合與 

聚合反應之前、上述水解或縮合與聚合反應之時、及上 

述水解或縮合與聚合反應之後中之至少任一過程中，使 t 
用含有對於水解性含矽原子基具有反應性之官能基且 ■ 

含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反應性之官能基之 

化合物（C），以調製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟；

步驟（Y2-c）:在具有水解性含矽原子基之胺基甲酸 C 

酯系聚合物（A）之水分散液或水溶液中，使烯類不飽和 

單體（B）聚合後，進行具有水解性含矽原子基之矽烷系 

化合物（D）之水解或縮合，並且在上述聚合反應之前、 

上述聚合反應之時、上述聚合反應之後至上述水解或縮 

合反應之前、上述水解或縮合反應之時、及上述水解或 

縮合反應之後中之至少任一過程中，使用含有對於水解 

性含矽原子基具有反應性之官能基且含有對於含烯類 

不飽和鍵之基具有反應性之官能基之化合物（C），以調 

製乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物之步驟。

14.如申請專利範圍第13項之乙烯系-胺基甲酸酯系共聚物 

之製造方法，其中，該具有水解性含矽原子基之矽烷系 

化合物（D），係為含有對於含烯類不飽和鍵之基具有反 

應性之官能基之矽烷矽化合物，與不含對於含烯類不飽 

和鍵之基具有反應性之官能基之矽烷系化合物之組合。

1 5.如申請專利範圍第11至14項中任一項之乙烯系-胺基
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甲酸酯系共聚物之製造方法，其中，步驟（X）係下列步 

驟（XI）:

步驟（XI）:係藉由將以烯類不飽和單體（B）做為溶 

媒調製具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物 

（A）所得之反應混合物分散或溶解在水中，以調製具有 

水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）之水分散 

液或水溶液之步驟。

16.如申請專利範圍笫11至15項中任一項之乙烯系-胺基 

甲酸酯系共聚物之製造方法，其中，步驟（X）所使用之 

具有水解性含矽原子基之胺基甲酸酯系聚合物（A）係含 

有親水基之烷氧基矽烷化胺基甲酸酯系聚合物（A1）。
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七、 指定代表圖：

（一） 本案指定代表圖為：第（ί）圖。

（二） 本代表圖之元件符號簡單說明：

無元件符號

八、 本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徴的化學式：
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